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Hinweise, Vorsichtshinweise und Warnungen

ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie |lhr Produkt besser einsetzen
kénnen.

®

Ein VORSICHTSHINWEIS warnt vor méglichen Beschadigungen der Hardware oder vor Datenverlust und
zeigt, wie diese vermieden werden kénnen.

WARNUNG: Mit WARNUNG wird auf eine potenziell gefihrliche Situation hingewiesen, die zu Sachschaden,
Verletzungen oder zum Tod fiihren kann.
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Arbeiten am Computer

Themen:

Sicherheitshinweise

Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers
Sicherheitsvorkehrungen

Schutz vor elektrostatischer Entladung

ESD-Service-Kit

Transport empfindlicher Komponenten

Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers

Sicherheitshinweise

Beachten Sie folgende Sicherheitsrichtlinien, damit Ihr Computer vor méglichen Schaden geschitzt und Ihre eigene Sicherheit
sichergestellt ist. Wenn nicht anders angegeben, wird bei jedem in diesem Dokument enthaltenen Verfahren davon ausgegangen, dass Sie
die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise gelesen haben.

A

A

WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausfiihren, lesen Sie zunédchst die im

Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Weitere Informationen zur bestmdglichen
Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformitat unter www.dell.com/
regulatory_compliance.

WARNUNG: Trennen Sie den Computer von samtlichen Stromquellen, bevor Sie die Computerabdeckung oder
Verkleidungselemente entfernen. Bringen Sie nach Abschluss der Arbeiten innerhalb des Computers wieder alle
Abdeckungen, Verkleidungselemente und Schrauben an, bevor Sie den Computer erneut an das Stromnetz anschliefien.

Achten Sie auf eine ebene, trockene und saubere Arbeitsfliche, um Schaden am Computer zu vermeiden.

Greifen Sie Bauteile und Karten nur an den Auf3enkanten und beriihren Sie keine Steckverbindungen oder
Kontakte, um Schéden an diesen zu vermeiden.

Sie diirfen nur Fehlerbehebungsmaf3nahmen durchfiihren und Reparaturen vornehmen, wenn Sie durch
das Dell Team fiir technische Unterstiitzung dazu autorisiert oder angeleitet wurden. Schaden durch nicht von Dell
genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt. Lesen Sie die Sicherheitshinweise, die Sie
zusammen mit dem Produkt erhalten haben bzw. die unter www.dell.com/regulatory_compliance bereitgestellt werden.

Bevor Sie Komponenten im Innern des Computers beriihren, miissen Sie sich erden. Beriihren Sie
dazu eine nicht lackierte Metalloberflache, beispielsweise Metallteile an der Riickseite des Computers. Beriihren Sie
regelmiBlig wahrend der Arbeiten eine nicht lackierte metallene Oberflache, um statische Aufladungen abzuleiten, die
zur Beschadigung interner Komponenten fiihren konnen.

Ziehen Sie beim Trennen eines Kabels nur am Stecker oder an der Zuglasche und nicht am Kabel selbst.
Einige Kabel verfiigen liber Anschlussstecker mit Sperrzungen oder Fingerschrauben, die vor dem Trennen des Kabels
gelost werden miissen. Ziehen Sie die Kabel beim Trennen moglichst gerade ab, um die Anschlussstifte nicht zu
beschédigen bzw. zu verbiegen. Stellen Sie beim AnschlieBen von Kabeln sicher, dass die Anschliisse korrekt orientiert
und ausgerichtet sind.

Driicken Sie auf im Medienkartenlesegerit installierte Karten, um sie auszuwerfen.

Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Lithium-lonen-Akkus in Laptops. Geschwollene Akkus diirfen nicht
verwendet werden und sollten ausgetauscht und fachgerecht entsorgt werden.
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@ ANMERKUNG: Die Farbe Ihres Computers und bestimmter Komponenten kann von den in diesem Dokument gezeigten Farben
abweichen.

Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des
Computers

Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsoberflache eben und sauber ist, damit die Computerabdeckung nicht zerkratzt wird.
Schalten Sie den Computer aus.
Falls der Computer mit einem Docking-Gerat verbunden ist, trennen Sie die Verbindung.

N N

Trennen Sie alle Netzwerkkabel vom Computer (falls verfugbar).

Wenn der Computer einen RJ45-Anschluss hat, trennen Sie das Netzwerkkabel, indem Sie zuerst das
Kabel vom Computer abziehen.

B. Trennen Sie lhren Computer sowie alle daran angeschlossenen Gerate vom Stromnetz.
Offnen Sie den Bildschirm.
7. Halten Sie den Betriebsschalter fur einige Sekunden gedriickt, um die Systemplatine zu erden.

Um elektrische Schldage zu vermeiden, trennen Sie den Computer von der Steckdose, bevor Sie mit
Schritt 8 beginnen.

Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mit einem Erdungsarmband oder durch
regelmaBiges Beriihren einer nicht lackierten metallenen Oberflache, wahrend Sie einen Anschluss auf der Riickseite
des Computers beriihren.

8. Entfernen Sie alle installierten ExpressCards oder Smart-Karten aus den entsprechenden Steckplatzen.

Sicherheitsvorkehrungen

Im Kapitel zu den Vorsichtsmaf3nahmen werden die primaren Schritte, die vor der Demontage durchzufihren sind, detailliert beschrieben.

Lesen Sie die folgenden Vorsichtsmaf3nahmen vor der Durchfiihrung von Installations- oder Reparaturverfahren, bei denen es sich um
Demontage oder Neumontage handelt:

e Schalten Sie das System und alle angeschlossenen Peripheriegerate aus.

e Trennen Sie das System und alle angeschlossenen Peripheriegerate von der Netzstromversorgung.
e Trennen Sie alle Netzwerkkabel, Telefon- und Telekommunikationsverbindungen vom System.
[ ]

Verwenden Sie ein ESD-Service-Kit beim Arbeiten im Inneren eines Notebooks, um Schéden durch elektrostatische Entladungen
(ESD) zu vermeiden.

Nach dem Entfernen von Systemkomponenten setzen Sie die entfernte Komponente vorsichtig auf eine antistatische Matte.
Tragen Sie Schuhe mit nicht leitenden Gummisohlen, um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren.

Standby-Stromversorgung

Dell-Produkte mit Standby-Stromversorgung missen vom Strom getrennt sein, bevor das Gehause gedffnet wird. Systeme mit Standby-
Stromversorgung werden im ausgeschalteten Zustand mit einer minimalen Stromzufuhr versorgt. Durch die interne Stromversorgung kann
das System remote eingeschaltet werden (Wake on LAN), vortbergehend in einen Ruhemodus versetzt werden und verfligt Uber andere
erweiterte Energieverwaltungsfunktionen.

Ziehen Sie den Netzstecker und halten Sie den Netzschalter 20 Sekunden lang gedrtickt, um die Restspannung auf der Systemplatine zu
entladen. Entfernen Sie den Akku aus tragbaren Notebooks

Bonding

Bonding ist eine Methode zum Anschlief3en von zwei oder mehreren Erdungsleitern an dieselbe elektrische Spannung. Dies erfolgt durch
die Nutzung eines Field Service Electrostatic Discharge (ESD)-Kits. Stellen Sie beim Anschlief3en eines Bonddrahts sicher, dass er mit
blankem Metall und nicht mit einer lackierten oder nicht metallischen Fldche verbunden ist. Das Armband sollte sicher sitzen und sich in
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vollem Kontakt mit Ihrer Haut befinden. Entfernen Sie auf3erdem sdmtlichen Schmuck wie Uhren, Armbander oder Ringe, bevor Sie die
Bonding-Verbindung mit dem Geréate herstellen.

Schutz vor elektrostatischer Entladung

Die elektrostatische Entladung ist beim Umgang mit elektronischen Komponenten, insbesondere empfindlichen Komponenten wie z. B.
Erweiterungskarten, Prozessoren, Speicher-DIMMs und Systemplatinen, ein wichtiges Thema. Sehr leichte Ladungen kdnnen Schaltkreise
bereits auf eine Weise schadigen, die eventuell nicht offensichtlich ist (z. B. zeitweilige Probleme oder eine verkiirzte Produktlebensdauer).
Da die Branche auf geringeren Leistungsbedarf und héhere Dichte dréngt, ist der ESD-Schutz von zunehmender Bedeutung.

Aufgrund der hdheren Dichte von Halbleitern, die in aktuellen Produkten von Dell verwendet werden, ist die Empfindlichkeit gegenlber
Beschédigungen durch elektrostatische Entladungen inzwischen gréf3er als bei friheren Dell-Produkten. Aus diesem Grund sind einige
zuvor genehmigte Verfahren zur Handhabung von Komponenten nicht mehr anwendbar.

Es gibt zwei anerkannte Arten von Schaden durch elektrostatische Entladung (ESD): katastrophale und gelegentliche Ausfalle.

e Katastrophal: Katastrophale Ausfélle machen etwa 20 Prozent der ESD-bezogenen Ausfélle aus. Der Schaden verursacht einen
sofortigen und kompletten Verlust der Geratefunktion. Ein Beispiel eines katastrophalen Ausfalls ist ein Speicher-DIMM, das
einen elektrostatischen Schock erhalten hat und sofort das Symptom ,No POST/No Video® (Kein POST/Kein Video) mit einem
Signaltoncode erzeugt, der im Falle von fehlendem oder nicht funktionsfahigem Speicher ertont.

e Gelegentlich: Gelegentliche Ausfalle machen etwa 80 Prozent der ESD-bezogenen Ausfalle aus. Die hohe Rate gelegentlicher
Ausfélle bedeutet, dass auftretende Schéden in den meisten Fallen nicht sofort zu erkennen sind. Das DIMM erhalt einen
elektrostatischen Schock, aber die Ablaufverfolgung erfolgt nur langsam, sodass nicht sofort ausgehende Symptome im Bezug auf
die Beschéadigung erzeugt werden. Die Verlangsamung der Ablaufverfolgung kann Wochen oder Monate andauern und kann in der
Zwischenzeit zur Verschlechterung der Speicherintegritat, zu zeitweiligen Speicherfehlern usw. fihren.

Gelegentliche Ausfalle (auch bekannt als latente Ausfélle oder , walking wounded") sind deutlich schwieriger zu erkennen und zu beheben.

Fuhren Sie die folgenden Schritte durch, um Besch&digungen durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden:

e \erwenden Sie ein kabelgebundenes ESD-Armband, das ordnungsgemaf3 geerdet ist. Die Verwendung von drahtlosen antistatischen
Armbandern ist nicht mehr zulassig; sie bieten keinen ausreichenden Schutz. Das Berthren des Gehaduses vor der Handhabung von
Komponenten bietet keinen angemessenen ESD-Schutz auf Teilen mit erhdhter Empfindlichkeit auf ESD-Schéaden.

e Arbeiten Sie mit statikempfindlichen Komponenten ausschlief3lich in einer statikfreien Umgebung. Verwenden Sie nach Mdglichkeit
antistatische Bodenmatten und Werkbankunterlagen.

e Beim Auspacken einer statikempfindlichen Komponente aus dem Versandkarton, entfernen Sie die Komponente erst aus der
antistatischen Verpackung, wenn Sie bereit sind, die Komponente tatséchlich zu installieren. Stellen Sie vor dem Entfernen der
antistatischen Verpackung sicher, dass Sie statische Elektrizitdt aus Ihrem Kérper ableiten.

e Legen Sie eine statikempfindliche Komponente vor deren Transport in einen antistatischen Behélter oder eine antistatische
Verpackung.

ESD-Service-Kit

Das nicht kontrollierte Service-Kit ist das am haufigsten verwendete Service-Kit. Jedes Service-Kit beinhaltet drei Hauptkomponenten:
antistatische Matte, Armband, und Bonddraht.

Komponenten eines ESD-Service-Kits

ESD-Service-Kits enthalten folgende Komponenten:

e Antistatische Matte: Die antistatische Matte ist ableitfahig. Wahrend Wartungsverfahren kénnen Sie Teile darauf ablegen. Wenn
Sie mit einer antistatischen Matte arbeiten, sollte Ihr Armband fest angelegt und der Bonddraht mit der Matte und mit sémtlichen
blanken Metallteilen im System verbunden sein, an denen Sie arbeiten. Nach ordnungsgemafier Bereitstellung kdnnen Ersatzteile aus
dem ESD-Beutel entnommen und auf der Matte platziert werden. ESD-empfindliche Elemente sind sicher geschitzt — in Ihrer Hand,
auf der ESD-Matte, im System oder innerhalb des Beutels.

e Armband und Bonddraht: Das Armband und der Bonddraht kénnen entweder direkt zwischen lhrem Handgelenk und blankem
Metall auf der Hardware befestigt werden, falls die ESD-Matte nicht erforderlich ist, oder mit der antistatischen Matte verbunden
werden, sodass Hardware geschttzt wird, die voribergehend auf der Matte platziert wird. Die physische Verbindung zwischen dem
Armband bzw. dem Bonddraht und lhrer Haut, der ESD-Matte und der Hardware wird als Bonding bezeichnet. Verwenden Sie nur
Service-Kits mit einem Armband, einer Matte und Bonddraht. Verwenden Sie niemals kabellose Armbénder. Bedenken Sie immer, dass
bei den internen Kabeln eines Erdungsarmbands die Gefahr besteht, dass sie durch normale Abnutzung beschadigt werden, und daher
mussen Sie regelméf3ig mit einem Armbandtester geprift werden, um versehentliche ESD-Hardwareschéden zu vermeiden. Es wird
empfohlen, das Armband und den Bonddraht mindestens einmal pro Woche zu Gberprifen.
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e ESD Armbandtester: Die Kabel innerhalb eines ESD-Armbands sind anfallig fur Schaden im Laufe der Zeit. Bei der Verwendung eines
nicht kontrollierten Kits sollten Sie das Armband regelméfiig vor jeder Wartungsanfrage bzw. mindestens einmal pro Woche testen.
Ein Armbandtester ist flr diese Zwecke die beste Ldsung. Wenn Sie keinen eigenen Armbandtester besitzen, fragen Sie bei Ihrem
regionalen Biiro nach, ob dieses Uber einen verflgt. Stecken Sie fur den Test den Bonddraht des Armbands in den Tester (wahrend
das Armband an Ihrem Handgelenk angelegt ist) und driicken Sie die Taste zum Testen. Eine grine LED leuchtet auf, wenn der Test
erfolgreich war. Eine rote LED leuchtet auf und ein Alarmton wird ausgegeben, wenn der Test fehlschlagt.

e Isolatorelemente: Es ist sehr wichtig, ESD-empfindliche Gerate, wie z. B. Kunststoff-Kuhlkoérpergehause, von internen Teilen
fernzuhalten, die Isolatoren und oft stark geladen sind.

e Arbeitsumgebung: Vor der Bereitstellung des ESD-Service-Kits sollten Sie die Situation am Standort des Kunden Uberprifen. Zum
Beispiel unterscheidet sich die Bereitstellung des Kits fur eine Serverumgebung von der Bereitstellung fir eine Desktop-PC- oder
mobile Umgebung. Server werden in der Regel in einem Rack innerhalb eines Rechenzentrums montiert. Desktop-PCs oder tragbare
Gerate befinden sich normalerweise auf Schreibtischen oder an Arbeitsplatzen. Achten Sie stets darauf, dass Sie Uber einen grofden,
offenen, ebenen und Ubersichtlichen Arbeitsbereich mit ausreichend Platz fur die Bereitstellung des ESD-Kits und mit zusatzlichem
Platz fur den jeweiligen Systemtyp verflgen, den Sie reparieren. Der Arbeitsbereich sollte zudem frei von Isolatoren sein, die zu
einem ESD-Ereignis flihren kdnnen. Isolatoren wie z. B. Styropor und andere Kunststoffe sollten vor dem physischen Umgang mit
Hardwarekomponenten im Arbeitsbereich immer mit mindestens 12" bzw. 30 cm Abstand von empfindlichen Teilen platziert werden.

e ESD-Verpackung: Alle ESD-empfindlichen Gerate missen in einer Schutzverpackung zur Vermeidung von elektrostatischer
Aufladung geliefert und empfangen werden. Antistatische Beutel aus Metall werden bevorzugt. Beschédigte Teile sollten Sie
immer unter Verwendung des gleichen ESD-Beutels und der gleichen ESD-Verpackung zurtickschicken, die auch fur den Versand
des Teils verwendet wurde. Der ESD-Beutel sollte zugefaltet und mit Klebeband verschlossen werden und Sie sollten dasselbe
Schaumstoffverpackungsmaterial verwenden, das in der Originalverpackung des neuen Teils genutzt wurde. ESD-empfindliche Gerate
sollten aus der Verpackung nur an einer ESD-geschitzten Arbeitsflache entnommen werden und Ersatzteile sollte nie auf dem ESD-
Beutel platziert werden, da nur die Innenseite des Beutels abgeschirmt ist. Legen Sie Teile immer in lhre Hand, auf die ESD-Matte, ins
System oder in einen antistatischen Beutel.

e Transport von empfindlichen Komponenten: \Wenn empfindliche ESD-Komponenten, wie z. B. Ersatzteile oder Teile, die an Dell
zurlickgesendet werden sollen, transportiert werden, ist es &uf3erst wichtig, diese Teile flr den sicheren Transport in antistatischen
Beuteln zu platzieren.

ESD-Schutz — Zusammenfassung

Es wird empfohlen, dass Servicetechniker das herkémmliche verkabelte ESD-Erdungsarmband und die antistatische Matte jederzeit bei
der Wartung von Dell Produkten verwenden. Darlber hinaus ist es duf3erst wichtig, dass Techniker wahrend der Wartung empfindliche
Teile separat von allen Isolatorteilen aufbewahren und dass sie einen antistatischen Beutel fur den Transport empfindlicher Komponenten
verwenden.

Transport empfindlicher Komponenten

Wenn empfindliche ESD-Komponenten, wie z. B. Ersatzteile oder Teile, die an Dell zurickgesendet werden sollen, transportiert werden, ist
es duflerst wichtig, diese Teile fur den sicheren Transport in antistatischen Beuteln zu platzieren.

Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des
Computers

Stellen Sie nach Abschluss von Aus- und Einbauvorgéngen sicher, dass Sie externe Gerate, Karten und Kabel wieder anschlief3en, bevor
Sie den Computer einschalten.
Verwenden Sie ausschlie3lich Akkus fiir genau diesen Dell-Computer, um Beschdadigungen des Computers
zu vermeiden. Verwenden Sie keine Akkus, die fiir andere Dell-Computer bestimmt sind.
1. Schlief3en Sie alle externen Geréte an, etwa Port-Replicator oder Media Base, und setzen Sie alle Karten wieder ein, etwa eine
ExpressCard.
2. Schlief3en Sie die zuvor getrennten Telefon- und Netzwerkkabel wieder an den Computer an.
Wenn Sie ein Netzwerkkabel anschlie3en, verbinden Sie das Kabel zuerst mit dem Netzwerkgerat und
danach mit dem Computer.

3. Schlief3en Sie den Computer sowie alle daran angeschlossenen Gerate an das Stromnetz an.
4. Schalten Sie den Computer ein.
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Technologie und Komponenten

Dieses Kapitel erlautert die in dem System verfligbare Technologie und Komponenten.
Themen:

*  Verwenden lhres Computers

«  AC-DC-Adapter

e Akku

e Prozessoren

*  Arbeitsspeichermerkmale

¢ Grafikoptionen

¢ Corning Gorilla Glass

¢ Nutzung des Stifts

. Laufwerk fUr optische Datentrager
. Medienkartenleser

«  UEFIBIOS

e Systemverwaltung — vor Ort und in der Cloud
¢ Modul Vertrauenswirdige Plattform
»  Fingerabdruckleser

e USB-Funktionen

*  USB PowerShare

. USB Typ-C
. Ethernet
. HDMI 2.0

Verwenden lhres Computers

Offnen der LCD-Klappe

Technologie und Komponenten
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1. Dricken Sie LCD-Verriegelung, die sich an der Unterseite des Gehauses befindet.
2. Heben Sie die LCD-Klappe so weit an, dass der gewlnschte Betrachtungswinkel erreicht ist.

ANMERKUNG: Laptops sind so konzipiert, dass die LCD-Klappe auf maximal 180 © eingestellt werden kann. Die Klappe darf nicht
weiter als 140 © gedffnet werden, wenn die hinteren E/A-Ports verwendet werden oder das Gerat angedockt ist.

Stealth-Modus

Latitude Rugged Produkte sind mit dem Stealth-Modus ausgestattet. Mit dem Stealth-Modus kénnen Sie den Bildschirm, alle LED-
Anzeigen, interne Lautsprecher, den Lifter und alle Wireless-Sender mit einer einzigen Tastenkombination ausschalten.

®

ANMERKUNG: Dieser Modus ist fur die Verwendung des Computers im verborgenen Betrieb geeignet. Wenn der Stealth-Modus
aktiviert ist, bleibt der Computer funktionsfahig, er gibt jedoch keine Licht- oder Tonausgaben aus.

Stealth-Modus ein-/ausschalten

1. Drlcken Sie die Tastenkombination Fn+F7 (Fn-Taste wird nicht bendtigt, wenn die Fn-Sperre aktiviert ist), um den Stealth-Modus
einzuschalten.

®

ANMERKUNG: Der Stealth-Modus ist eine sekundare Funktion der F7-Taste. Die Taste kann verwendet werden, um andere
Funktionen auszufuhren, wenn sie nicht zusammen mit der Fn-Taste zur Aktivierung des Stealth-Modus verwendet wird.

2. Alle Anzeigeleuchten und Tone sind deaktiviert.
3. Dricken Sie die Tastenkombination Fn + F7 erneut, um den Stealth-Modus auszuschalten.
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Deaktivieren des Stealth-Modus im System-Setup (BIOS)

1. Schalten Sie den Computer ab.

2. Schalten Sie den Computer ein und tippen Sie bei der Anzeige des Dell-Logos mehrmals auf die F2-Taste, um das System-Setup-
Menu aufzurufen.

3. Erweitern Sie die Anzeige und 6ffnen Sie das Menl Systemkonfiguration.
4. Wahlen Sie die Option Stealth-Modus-Steuerung.

®| ANMERKUNG: Der Stealth-Modus ist standardméfig aktiviert.

B. Zum Deaktivieren der Stealth-Modus deaktivieren Sie die Option Stealth-Modus aktivieren.
6. Klicken Sie auf Anderungen iibernehmen und klicken Sie auf Beenden.

Verwenden der Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung

Die Latitude Rugged Serie ist mit einer Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, die individuell angepasst werden kann. Die
folgenden Farben sind aktiviert:

1. Weif3
2. Rot
3. Grln
4. Blau
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Alternativ kann das System mit zwei zuséatzlichen benutzerdefinierten Farben im System-Setup (BIOS) konfiguriert werden.

Ein-/Ausschalten der Tastatur-Hintergrundbeleuchtung oder Einstellen der
Helligkeit

So schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung ein oder aus oder passen die Helligkeit an:

1. Um die Tastatur-Hintergrundbeleuchtung zu wechseln, driicken Sie Fn + F10 (,Fn-Taste ist nicht erforderlich, wenn die Fn-Sperre
aktiviert ist“).

2. Die erste Verwendung der vorigen Tastenkombination stellt die Hintergrundbeleuchtung auf die niedrigste Einstellung ein.

Durch wiederholtes Dricken der Tastenkombinationen kénnen Sie die Helligkeit auf 25 %, 50 %, 75 % und 100 % einstellen.

4. Drucken Sie die Tastenkombination mehrmals, um die Helligkeit anzupassen oder die Tastatur-Hintergrundbeleuchtung vollstandig
auszuschalten.

o

OFF 25% 50% 75% 100%
@ $ . &7 *a qlt - ﬂ‘aﬁpm
2 4 S 6 7 8 @D o L
E]EJE]E]
[ 1 \
i | ol ol G | 0 | G 0 G IS
_@ﬂllﬂ 3

-j
ljD
H

o
&

lDT

crrl Al N Puve Puoe
- Dowr\
im

Andern der Farbe der Tastatur-Hintergrundbeleuchtung

So andern Sie die Farbe der Tastaturbeleuchtung:

1. Drlcken Sie die Tasten Fn+C, um die verflgbaren Hintergrundbeleuchtungsfarben nacheinander anzeigen zu lassen.

2. Weif3, Rot, Griin und Blau sind standardméfig aktiviert; bis zu zwei individuelle Farben kénnen zum Zyklus im System-Setup (BIOS)
hinzugeflgt werden.
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Anpassen der Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung im System-Setup (BIOS)

1. Schalten Sie den Computer aus.

2. Schalten Sie den Computer ein und tippen Sie, wenn das Dell-Logo erscheint, mehrmals auf die F2-Taste, um das System-Setup-Menl
aufzurufen.

3. Im Meni Systemkonfigurationen wahlen Sie RGB Tastatur-Hintergrundbeleuchtung.

Sie kdnnen die Standardfarben (Weif3, Rot, Grin und Blau) aktivieren/deaktivieren.
4. Um einen benutzerdefinierten RGB-Wert einzugeben, verwenden Sie die Eingabefelder auf der rechten Seite des Bildschirms.
5. Kilicken Sie auf Anderungen iibernehmen und klicken Sie auf Beenden, um das System-Setup zu schliefien.
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Sperrfunktion der Funktionstaste Fn.

@ ANMERKUNG: Die Tastatur verfugt Uber eine Sperrfunktion der Fn-Funktionstaste. Nach der Aktivierung werden die sekundéren
Funktionen in der oberen Zeile der Tasten als Standard verwendet und die Verwendung der Fn-Taste ist nicht mehr erforderlich.
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Abbildung 1. Beschriftungen der Fn-Taste

1. Fn-Sperrtaste

2. Betroffene Fn-Tasten

3. Fn-Taste

@ ANMERKUNG: Fn-Sperre betrifft nur die oben genannten Tasten (F1 bis F12). Nach der Aktivierung ist die Verwendung der
Fn-Taste fur die sekundéren Funktionen nicht mehr erforderlich.

Aktivieren der Funktionssperre (Fn-Sperre)

1. Drlcken Sie die Tastenkombination Fn+Esc.

®

ANMERKUNG: Andere sekundare Funktionstasten der obersten Zeile sind nicht betroffen. Fur diese Funktion ist die Verwendung
der Fn-Taste erforderlich.

2. Drucken Sie die Tastenkombination Fn+Esc erneut, um die Funktionssperrfunktion zu deaktivieren.
Die Funktionstasten fuhren wieder die Standard-Aktionen aus.

Aktivieren und Deaktivieren der Wireless-Funktion (WLAN)

1. Zum Aktivieren des Wireless-Netzwerkbetriebs, driicken Sie Fn + Druck.
2. Drlcken Sie die Tastenkombination Fn + Druck erneut, um den Wireless-Netzwerkbetrieb zu deaktivieren.
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Definition von Tastenkombinationen

Fn-Verhalten: priméar Medientaste; sekundér F1-F12-Tasten.

e Fn-Sperre &ndert nur zwischen primarem und sekundarem Verhalten der Tasten F1-F12.

e F7ist der Stealth-Modus; einzigartiges Verhalten fiir Rugged- und Semi-Rugged-Plattformen. Uber diese Taste werden der LCD-
Bildschirm, alle Wireless-Gerate, alle Warnmeldungen, alle Anzeigeleuchten, der Ton, der LUfter usw. ausgeschaltet.

Tabelle 1. Tastenkombinationen

Abkiirzungstasten

Funktion

Beschreibung

Fn+ESC

Fn Lock (<Fn>-Sperren)

Ermaoglicht es dem Benutzer,
zwischen gesperrten und
nicht gesperrten Fn-Tasten
umzuschalten.

F+F1

Audio stummschalten

Schaltet das Audio voribergehend
um oder hebt die Stummschaltung
auf. Nach dem Aufheben der
Stummschaltung wird der Audiopegel
wieder auf die urspriingliche
Einstellung zurtickgesetzt.

Fn+F2

Audiolautstérke leiser/vermindern

Verringert die Lautstérke, bis das
Minimum erreicht bzw. das Audio
ausgeschaltet ist.

Fn+F3

Audiolautstarke lauter/erhdhen

Erhoht die Audiolautstarke, bis das
Maximum erreicht ist.

Fn+F4

Mikrofon stumm schalten

Deaktiviert das integrierten Mikrofon,
sodass es keinen Ton aufnehmen
kann. Auf der F4-Funktionstaste
befindet sich eine LED, die den
Benutzer Uber den Status dieser
Funktion benachrichtigt:
e | ED aus = Mikrofon kann Audio
aufzeichnen

e | ED an = Mikrofon ist deaktiviert
und kann kein Audio aufzeichnen

Fn+F5

Num-Taste

Ermdglicht es dem Benutzer,
zwischen gesperrter und
nicht gesperrter Num-Taste
umzuschalten.

Fn+F6

Rollen-Taste

Wird als Rollen-Taste verwendet.

Fn+F7

Stealth-Modus

Ermdglicht es dem Benutzer,
den Stealth-Modus ein- bzw.
auszuschalten.

Fn+F8

LCD- und Projektoranzeige

Bestimmt die Grafikausgabe auf das
LCD und externen Videogerate, wenn
diese angeschlossen sind und ein
Bildschirm vorhanden ist.

Fn+F9

Suchen

Imitiert das Drticken der Windows-
Taste + F zum Offnen des Windows-
Suchdialogfelds.

Fn+F10

Tastaturbeleuchtung/Hintergrundbeleuchtung

Bestimmt die Helligkeit
der Tastaturbeleuchtung/
Hintergrundbeleuchtung. Beim
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Tabelle 1. Tastenkombinationen (fortgesetzt)

Abkiirzungstasten

Funktion

Beschreibung

Dricken der Tastenkombination
werden nacheinander die folgenden
Helligkeitsstufen angezeigt:
deaktiviert, dunkel, hell. Weitere
Details finden Sie im

Abschnitt zur Tastaturbeleuchtung/
Hintergrundbeleuchtung.

Fn+F1

Verringern der Helligkeit

Verringert bei jedem Dricken
schrittweise die LCD-Helligkeit, bis
das Minimum erreicht ist. Weitere
Informationen finden Sie im Abschnitt
zur LCD-Helligkeit.

Fn+F12

Erhohen der Helligkeit

Erhoht bei jedem Dricken
schrittweise die LCD-Helligkeit, bis
das Maximum erreicht ist. Weitere
Informationen finden Sie im Abschnitt
zur LCD-Helligkeit.

Fn+Drucktaste

Radio Ein/Aus

Schaltet alle Funkverbindungen ein
bzw. aus. Zum Beispiel WLAN,
WWAN und Bluetooth.

Fn+Einfg

Energiesparmodus

Versetzt das System in den ACPI-
S3-Zustand und reaktiviert das
System nicht wieder aus diesem.

Herkdmmliche Programmierungsfunktionen, wie die Rollen-Taste, werden alphanumerischen Tasten mit nicht abgebildeten Legenden

zugewiesen.

Fn+S = Rollen-Taste

Fn+B = Pause

Fn+Strg+B = Unterbrechung
Fn+R = Systemabfrage

®

Funktionstaste wird geldscht.

AC-DC-Adapter

&

Es gibt zwei Arten Netzadaptern, die fur diese Plattform angeboten werden:

90 W 3-polig
130 W 3-polig

ANMERKUNG: Bei Tastaturen ohne Hintergrundbeleuchtung hat die Taste F10 keine Funktion und das Symbol auf der

Ziehen Sie beim Trennen des Netzadapterkabels vom Computer am Kabelstecker, und nicht am Kabel selbst, und ziehen Sie diesen

dann fest, aber nicht ruckartig ab, damit das Kabel nicht beschadigt wird.

e Der Netzadapter funktioniert mit allen Steckdosen weltweit. Die Stecker oder Steckdosenleisten kénnen jedoch unterschiedlich sein.
Wird ein falsches Kabel verwendet oder dieses nicht ordnungsgeméaf3 an die Steckerleiste oder die Steckdose angeschlossen, kénnen
ein Brand oder Schaden im System verursacht werden.

Die Vorgehensweise zur Uberpriifung des Status des Netzadapters im BIOS

1. Starten Sie Ihren Computer neu bzw. schalten Sie ihn ein.
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2. Wenn der erste Text oder wenn das Dell-Logo auf dem Bildschirm angezeigt wird, tippen Sie auf <F2>, bis die Meldung Entering
Setup (Setup aufrufen) angezeigt wird.

3. Unter General (Allgemein) > Battery Information (Akkuinformationen) sehen Sie, dass AC Adapter (Netzadapter) aufgefihrt
ist.

4. Der Status zeigt die Wattleistung des angeschlossenen Netzadapters. Alle gefundenen Fehler bei dem Netzadapter oder dem
DC-In-Anschluss werden hier angezeigt.

90 W

dapter w/
mm barrel
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130 W

| adapter w/
7.4mm barrel

18 Technologie und Komponenten



LED und Kabel
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Tabelle 2. Adapterfunktionen

Funktionen

1 Durch die Gehauseform wird eine reibungslose Grundlage fur die Kabelwindungen geschaffen.

2 Kabelverschluss am Kabel fir die Sicherung der Wickelung.

3 Durch eine Zugentlastung von 90° wird das Kabel aus der Seite des Adapters herausgeleitet.

4 Die Adapter-LED wird an zwei Stellen auf den gegenuberliegenden Seiten des Steckkopfes eingesetzt. Die LED-
Beleuchtung wird weif3 sein.

Akku

Fur Dell Latitude Rugged-Systeme kann eine der folgenden Batterien mit 3 Zellen verwendet werden:

e 3 Zellen, 51 Wh
e 3 Zellen, 51 Wh (langer Lebenszyklus, einschlief3lich 3 Jahre eingeschrankter Garantie)
Die Batterie befindet sich auf der Riickseite des Systems und ist Hot-Swap-féhig. Dies ist ein anderes Design als bei den Dell Vorganger-

Laptops, die es notwendig machten, das System auszuschalten, wenn die Batterie entfernt wird. Die untere Abdeckung muss nicht
entfernt werden.

@ ANMERKUNG: Die Batterie wird auf dieser Plattform als CRU (Customer Replaceable Unit; vom Kunden austauschbare Einheit)
klassifiziert.

®| ANMERKUNG: Es dauert etwa 2 Stunden, bis die Batterie vollstdndig aufgeladen ist.

Batterie — Technische Daten

Was ist ExpressCharge ?

Wenn ein System Uber die Funktion ExpressCharge verfiigt, wird die Batterie in der Regel bei ausgeschaltetem System innerhalb einer
Stunde zu mehr als 80 % aufgeladen. Innerhalb von etwa 2 Stunden wird die Batterie eines ausgeschalteten Systems vollstandig
aufgeladen.

Zur Aktivierung von ExpressCharge ist es erforderlich, dass sowohl das System als auch die Batterie, die im System verwendet wird,
ExpressCharge-fahig sind. Wenn eine der oben aufgefuhrten Anforderungen nicht erfullt ist, kann ExpressCharge nicht aktiviert werden.

Was ist BATTMAN?

BATTMAN ist ein computergesteuerter Batteriemanager, der fUr typische wiederaufladbare Batterien konzipiert ist. Er verfugt Gber die
folgenden Fahigkeiten:

Uberwacht die Selbstentladung;

Misst internen Widerstand;

Flhrt automatisch wiederholte Entlade-/Aufladezyklen durch, um die neuen Batterien einzuarbeiten;

Erstellt ein importierbares Protokoll fur alle durchgefuhrten Vorgéange;

Verbindet sich Uber einen parallelen Port mit einem beliebigen PC, auf dem Microsoft Windows ausgefihrt wird.
Die Betriebssoftware, komplett mit Quellcode, steht als Download zur Verfligung
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Prozessoren

Dieser Laptop wird mit den folgenden Intel i5-SkylLake-Prozessoren der 6. Generation oder KabylLake-Prozessoren der 7./8. Generation

geliefert:

e |Intel Core i3, 7130U-KabylLake-Prozessor

e Intel Core ib, 8350U-KabylLake- oder 6300U-SkylLake-Prozessoren
e Intel Core i7, 8650U-Kabylake-Prozessorreine

@lANMERKUNG: Die Taktrate und Leistung variieren abhéngig vom Workload und anderen Variablen.

Skylake Prozessor

Intel Skylake ist der Nachfolger des Intel Broadwell Prozessors. Es handelt sich um eine Neugestaltung der Mikroarchitektur unter
Verwendung einer bereits vorhandenen Prozesstechnologie, die unter dem Namen Intel Core Prozessor der 6. Generation vermarktet
wird. Wie Broadwell ist auch Skylake in vier Varianten mit den Endungen SKL-Y, SKL-H und SKL-U verflgbar.

Der Skylake umfasst ebenso Core i7, iD, i3, Pentium und Celeron Prozessoren.

Roadmap Skylake vs. Broadwell

Die folgende Abbildung zeigt einen Roadmap-Vergleich zwischen dem Skylake Prozessor und dem Broadwell Prozessor:

: Skylake

Skylake-Y Skylake-U Skylake-H
+ +
PCH-LP PCH-LP

(1-chip) | (1-Chip)

100 Series PCH

Snowfield Peak [.11ac 2x2+BT 4.1) WiFi
Douglas Peak WiGig
XMM7262 LTE
CG 1960 GNSS

Jacksonville GbE LAN

PCle Business & Consumer. Wolf Star
SATA Business & Consumer: Temple Star Refresh

Abbildung 2. Roadmap Skylake vs. Broadwell

Prozessor-Leistungsmerkmale

Die folgende Tabelle zeigt die bei jedem Skylake-Suffix verflgbare Leistung.

Tabelle 3. Leistungsmerkmale

Funktion Funktionsbeschreibun | SKL-Y SKL-U SKL-H
g9

Aligemeine Kerne Dual-Core Dual-Core Dual-Core

Funktionsmerk

male CPU/Speicher/ Nein Nein Ja
Grafikkarten-
Ubertaktung
Intel Extreme Tuning Nein Nein Ja
Utility
Intel Hyper-Threading Ja Ja Ja
Technology
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Tabelle 3. Leistungsmerkmale (fortgesetzt)

Funktion Funktionsbeschreibun | SKL-Y SKL-U SKL-H
9
Intel Smart Ja Ja Ja
Cache-Technologie
mit gemeinsamer
Cachenutzung der
letzten Ebene (Last
Level Cache, LLC)
zwischen Prozessor und
GFx-Kernen
Intel Smart Sound- Ja Ja Ja
Technologie
Intel Turbo Boost- Ja Ja Ja
Technologie 2.0
Cache der letzten Ebene | Bis zu 4 M Biszu4 M Bis zu4 M
(Last Level Cache, LLC)
Spannungsoptimierer Ja TBD TBD
Display 3 Unterstltzung Ja Ja Ja
unabhangiger Anzeigen
HDMI 2.0-Anzeige bei 3840x2160 3840x2160 3840x2160
60 Hz
DP/eDP-Anzeige bei 3840x2160 4096x2304 4096x2304
60 Hz
eDP 1.3, Unterstitzung | Ja Ja Ja
far MPO, NV12
Medien Intel Built-In Visuals Ja Ja Ja
Compute OpenCL 2.0 Ja Nein Ja
Plattform- 14nm-Prozess Ja Ja Ja
Hardware
16PCle-Grafik-Lanes Nein Nein Ja
(konfigurierbar als 1x16
oder 2x8 oder 1x8 + 2x4)
PCle Gen3.0- Nein Nein Ja
Unterstitzung
Umschaltbare Nein Ja Ja
Grafikkarten (muxless-
Losung)
Arbeitsspeicher | Arbeitsspeichertyp DDR4 DDR4 DDR4
Stecker/Speicher-Ausfall | Speicher-Ausfall SODIMM SODIMM

zugeordneten Module)

Geschwindigkeit 2133 MT/s fur DDR4 2133 MT/s fir DDR4 2133 MT/s fur DDR4
Max. Kapazitat 32 GB 32 GB 32 GB
BS- Windows 11 (64-Bit) Ja Ja Ja
Unterstiitzung - )
Windows 10 (64-Bit) Ja Ja Ja
Windows 7 (64-Bit / 32- | Ja Ja Ja
Bit)
Windows 8.1 (64-Bit) Ja Ja Ja
Linux (Kernel und die Ja Ja Ja
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Tabelle 3. Leistungsmerkmale (fortgesetzt)

Funktion Funktionsbeschreibun | SKL-Y SKL-U SKL-H
g
Chrome Ja Ja Nein
Android Nein Nein Nein

Allgemeiner Vergleich mit Broadwell Prozessor

Broadwell Platform Features

Skylake Platform Features

Improved CPU & Graphics p fup ) € power
reduction (upto 0% lower SOC power) and longer battery life’

H:47W2, U 28W2, U2 15W2 Y 4.5W2 TOP
Configurable TDF®, Low Power Mode®

Gens, DX11.1, Open CL 1.2/2.0%, Open GL 4., PCle3.0

Faster AVC and MPEG-2 with full HW encode; VPB Encode (GPU), VP8 Decods,
VP9 Decode [GPU). HEVC Decode;
Intel® Quick Sync Video; 3 simultanecus Displays,

Intel® Smart Sound Technology®

2D Camera Imaging Discrete ISP in camera module

RealSense 3D Cameras Intel® RealSense F200 (UF Camera)

U= USB 3,07, Thunderbolt™ Technalogy®

Touch and Sensing Discrete Touch, Diserete Sensor Hub controllers on platform
High Bandwidth B02.11 ac, WiGig®
Catd LTE, Intel® Wireless Display 5.0°, GNSS, NFC
McAfee YAP, Boot Guard, intel® PTT 2.0%, intel® IPT?, intel® BIOS Guard v2.0%,
Anti-malware Boost [Beacon Pass 2.0
Intel® vPro= Technology wj AMT 10.0, Intel® Small Business Advantage 3.0,
Intel * wPro™ w/ Windows* 8.1 InstantGo* , Intel® Pro WiDi 5.1

Security

=
8
E
3

Abbildung 3. Vergleich mit Broadwell Prozessor

Kaby Lake - Intel Core-Prozessoren der 7. und 8. Generation

P PU & Graphics pe {upto 50%) with sigs power
reduction [upto 60% lower SOC power) and longer battery life?

H:45W2 and 35W, U: 28W2, U 15W2, Y- 4.5WE TOP
Configurable TDP?, Low Power Made®

Gend LP, DX11.3, DX12, Open CL 1.2/2.0"% Open GL 4.3/4.4, PCle3.0

VP8 Encode, VPB Decode, VPO Decode (GPU), VP9 Encode (GPU), HEVE Bb
Decede; HEVC Bb Encode, VDENC, SFC
Intel® Quick Sync Video; 3 simultaneous Displays

Enhanced Intel® Semart Sound Technology: GMM HW aceelerated Spesch,
Enhanced Audic Pre and Post Processing. Enhanced intel® Wake on Vioice

Integrated ISPAY, suppoarting upto 16MP, 4K@30fps, 1080p@60fps
Intel® RealSense R200 (WF camera)®, Intel® RealSense F200 [UF Camera)

PCle Gen3.0 [U and Y), eMMC5.0 %, SDXC3.0, USB OTG'?, C512 MIP1, USE 3.00
, Thunderbelt™ Technology®

Touch® ing.. Intel* Solution

High Bandwidth 802.11 ac, WiGig¥, Cath LTE, intel* Wireless Display 6.0°
Wireless Charging, GNSS, NFC
McAfee YAP w/ Intel® SGX, IPT with MFA
Boot Guard, Intel® PTT 3.0% intel® IPT?, Intel® BIOS Guard v2.01

Intel® vPro™ Technology wf AMT 11.0, Small Business Advantage SBA Next
Intel® Pro WIDi 6.0, Secure LBS

Die Intel Core-Prozessorreihe der 7. und 8. Generation (Kaby Lake) ist der Nachfolger der Reihe Sky Lake R. Die Hauptfunktionen
umfassen:

e Intel 14nm Manufacturing Process Technology (Intel 14nm-Prozesstechnologie)
e Intel Turbo Boost Technology

e Intel Hyper-Threading Technology (Intel-Hyperthreading-Technologie)

e Intel Built-In Visuals

o Intel HD-Grafikkarte — herausragende Videos, Bearbeiten winziger Details in Videos
o Intel Quick Sync Video — hervorragende Videokonferenzfunktion, schnelle Videobearbeitung und -erstellung
o Intel Clear Video HD — verbesserte visuelle Qualitat und Farbtiefe fur die HD-Wiedergabe und ansprechendes Websurfen

Integrierter Speicher-Controller
Intel Smart Cache

Optionale Intel vPro-Technologie (i5/i7) mit Active Management Technology Version 11.6
Intel Rapid Storage Technology

Tabelle 4. Technische Daten zu Kaby Lake

Prozessornum | Grundsétzliche | Cache Anzahl Kerne/ | Stromversorgu | Speichertyp Grafik

mer Taktrate Anzahl Threads | ng

Intel Dual-Core 2,7 GHz 3 MB 2/4 1BW DDRA4-2400 Intel HD-
i3-7130U Grafikkarte 620
Intel Quad-Core | 1,7 GHz 6 MB 4/8 1BW DDRA4-2400 Intel UHD-
i5-8350U Grafikkarte 620
Intel Quad-Core | 1,9 GHz 8 MB 4/8 1BW DDRA4-2400 Intel UHD-
i7-8650U Grafikkarte 620
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Arbeitsspeichermerkmale

Der Laptop unterstitzt DDR4-SDRAM-Speicher mit 4—-32 GB, bis zu 2400 MHz auf KabylLake-Prozessoren und 2133 MHz auf SkylLake-
Prozessoren.

DDR4

DDRA4-Speicher (Double Data Rate der vierten Generation) ist der schnellere Nachfolger der DDR2- und DDR3-Technologie und
ermdglicht bis zu 512 GB Kapazitat im Vergleich zu der maximalen Kapazitat von 128 GB pro DIMM beim DDR3-Speicher. Synchroner
DDR4-Speicher (Dynamic Random-Access) ist mit einer anderen Passung versehen als SDRAM und DDR. Damit soll verhindert werden,
dass Benutzer den falschen Typ Speicher im System installieren.

DDRA benétigt 20 Prozent weniger Volt bzw. nur 1,2 Volt im Vergleich zu DDR3, der eine Stromversorgung von 1,5 Volt fur den Betrieb
bendtigt. DDR4 unterstitzt auch einen neuen Deep-Power-Down-Modus, mit dem das Host-Gerét in den Standby-Modus wechseln kann,
ohne dass der Arbeitsspeicher aktualisiert werden muss. Mit dem Deep-Power-Down-Modus soll der Stromverbrauch im Standby um 40
bis 50 Prozent reduziert werden.

DDR4-Details

Es gibt feine Unterschiede zwischen DDR3- und DDR4-Speichermodulen. Diese sind unten aufgefihrt:
Kerbenunterschied

Die Kerbe auf einem DDR4-Modul ist an einem anderen Ort als die Kerbe auf einem DDR3-Modul. Beide Kerben befinden sich auf der
Einsetzkante, aber beim DDR4 unterscheidet sich die Position der Kerbe leicht. Dadurch soll verhindert werden, dass Module an einer
inkompatiblen Platine oder Plattform installiert werden.

Abbildung 4. Kerbenunterschied

Hohere Starke

DDRA4-Module sind etwas dicker als DDR3, sodass mehr Signalebenen mdglich sind.

Abbildung 5. Starkenunterschied
Gebogene Kante

DDR4-Module haben eine gebogene Kante zur Unterstltzung beim Einsetzen und zur Verringerung der Beanspruchung der PCB wéahrend
der Arbeitsspeicherinstallation.
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Abbildung 6. Gebogene Kante

Speicherfehler

Bei Speicherfehlern auf dem System wird der neue 2-Gelb- oder 3-Weif3-Fehlercode angezeigt. Wenn alle Speicher ausfallen,
lasst sich das LCD-Display nicht einschalten. Beheben Sie mdgliche Speicherfehler, indem Sie funktionierende Speichermodule in
Speicheranschlissen an der Unterseite des Systems oder unter der Tastatur ausprobieren, wie in einigen tragbaren Systemen.

Grafikoptionen

Technische Daten der Grafikkarte

Tabelle 5. Technische Daten der Grafikkarte

konfigurierbaren
E/A-Bereich

o VGA
e DisplayPort

Controller Typ CPU- Grafikspeicher | Kapazitat Unterstiitzung Maximale
Abhingigkeit | typ fiir externe Auflésung
Bildschirme
Intel HD- UMA Intel Core Integriert Gemeinsam HDMI 2.0 4096 x 2304 bei
Grafikkarte 620 i3-7130U genutzter 60 Hz
Systemspeicher
Intel UHD- UMA Intel Core Integriert Gemeinsam HDMI 2.0 4096 x 2304 bei
Grafikkarte 620 i5-8350U genutzter 60 Hz
Systemspeicher
Intel HD- UMA Intel Core Integriert Gemeinsam HDMI 2.0 4096 x 2304 bei
Grafikkarte 520 15-6300U genutzter 60 Hz
Systemspeicher
AMD Radeon Separat Intel Core Separat Dediziert, 2 GB | HDMI 2.0 4096 x 2304 bei
540 i5-8350U DDR5 - 60 Hz
Zusétzliche
Intel Core Videoports Uber
i7-8650U den riickseitig
konfigurierbaren
E/A-Bereich
o VGA
e DisplayPort
AMD Radeon Separat Intel Core Separat Dediziert, 4 GB | HDMI 2.0 4096 x 2304 bei
RX540 i5-8350U DDR5 - 60 Hz
Zusétzliche
Intel Core Videoports Uber
i7-8650U den riickseitig
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ANMERKUNG: Zusétzliche Videoports Uber den rickseitig konfigurierbaren E/A-Bereich sind nur fur Lésungen mit separater

Grafikkarte verfugbar.
Integrierte Intel HD-Grafikkarte

Intel HD-Grafikkarte 620

Das System kann mit einer der folgenden UMA-Grafikoptionen oder in Kombination mit einer der Optionen fUr separate AMD-Grafikkarten

konfiguriert werden.

Tabelle 6. Technische Daten der Intel HD-Grafikkarte 620

Integrierter Grafik-Controller

Intel HD-Grafikkarte 620

Bustyp

Interner PCle

Speicherschnittstelle

KA. (Unified Memory Architecture)

Grafikkartenstufe

GT2

Geschatzter maximaler Stromverbrauch (TDP)

15 W (inkludiert in CPU-Leistung)

Displaysupport

Im System:
HDMI 2.0
USB Typ-C

Maximale vertikale Bildwiederholfrequenz

Bis zu 85 Hz je nach Auflésung

Betriebssystemgrafik Video-API-Unterstiitzung

Unterstitzung fir DirectX 12, OpenCL 2.0, OpenGL 4.3/4.4,
OpenGL ES

UnterstUtzte Auflésungen und maximale Bildwiederholfrequenzen
(Hz) (Hinweis: analog und/oder digital)

Systemports: max. digital: (HDMI) 2560 x 1600, 4096 x 2304 bei
24 Hz

Angedockt:

e max. digital: (DisplayPort 1.2) 3840 x 2160 bei 60 Hz
e max. digital: (SL-DVI) 1920 x 1080 bei 60 Hz
e analog: (VGA) System (14/15 Zoll) 2048 x 1152 bei 60 Hz

Bei 3 Bildschirmen: je bis zu max. Auflésung siehe oben

Anzahl der unterstitzten Bildschirme

e Systemports: max. 3 Bildschirme mit LCD plus
max. 2 Bildschirme an jedem Ausgang (HDMI, USB Typ-C)
e Angedockt: max. 3 Bildschirme (Kombination aus LCD, VGA,
DP, HDMI)

Intel UHD-Grafikkarte 620

Tabelle 7. Intel UHD-Grafik 620 (Intel Core der 8. Generation) — Technische Daten

Integrierter Grafik-Controller

Intel UHD-Grafikkarte 620 (Intel Core der 8. Generation)

Bustyp

Interner PCle

Speicherschnittstelle

KA. (Unified Memory Architecture)

Grafikkartenstufe

GT2

Geschatzter maximaler Stromverbrauch (TDP)

15 W (inkludiert in CPU-Leistung)

Displaysupport

Im System:
HDMI 2.0
USB Typ-C
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Tabelle 7. Intel UHD-Grafik 620 (Intel Core der 8. Generation) — Technische Daten (fortgesetzt)

Integrierter Grafik-Controller

Intel UHD-Grafikkarte 620 (Intel Core der 8. Generation)

Maximale vertikale Bildwiederholfrequenz

Bis zu 85 Hz je nach Auflésung

Betriebssystemgrafik Video-API-Unterstitzung

DirectX 11 (Windows 7/8.1), DirectX 12 (Windows 10, Windows 11),
OpenGL 4.3

Unterstltzte Auflésungen und maximale Bildwiederholfrequenzen
(Hz) (Hinweis: analog und/oder digital)

Systemports:

e max. digital: (HDMI) 4096 x 2304 bei 24 Hz

e analog: (VGA) System (14/15 Zoll) oder Docking, 2048 x 1152
bei 60 Hz

Angedockt:

e max. digital: (DisplayPort 1.2) 3860 x 2160 bei 60 Hz

e max. digital: (SL-DVI) 1920 x 1080 bei 60 Hz

e Analog: (VGA) System (14/15 Zoll) 2048 x 1152 bei 60 Hz

Bei 3 Bildschirmen:

e (Nativ oder angedockt) je bis zu 1920 x 1200 maximale
Auflésung

Anzahl der unterstltzten Bildschirme

e Systemports: max. 3 Bildschirme mit LCD plus max.
1 Bildschirm an jedem Ausgang (HDMI, VGA (14/15 Zoll)

e Angedockt: max. 3 Bildschirme (Kombination aus LCD, VGA,
DP, HDMI)

Grafikkarte Intel HD 520

Tabelle 8. Intel HD-Grafikkarte 520 — Technische Daten

Integrierter Grafik-Controller

Intel UHD-Grafikkarte 620 (Intel Core der 8. Generation)

Bustyp

Interner PCle

Speicherschnittstelle

KA. (Unified Memory Architecture)

Grafikkartenstufe

GT2

Geschétzter maximaler Stromverbrauch (TDP)

15 W (inkludiert in CPU-Leistung)

Displaysupport

Im System:
HDMI 2.0
USB Typ-C

Maximale vertikale Bildwiederholfrequenz

Bis zu 85 Hz je nach Auflésung

Betriebssystemgrafik/Video-API-Unterstiitzung

DirectX 11 (Windows 7/8.1), DirectX 12 (Windows 10, Windows 11),
OpenGL 4.3

Unterstltzte Auflésungen und maximale Bildwiederholfrequenzen
(Hz) (Hinweis: analog und/oder digital)

Systemports:

e max. digital: (HDMI) 4096 x 2304 bei 24 Hz

e analog: (VGA) System (14/15 Zoll) oder Docking, 2048 x 1152
bei 60 Hz

Angedockt:

e max. digital: (DisplayPort 1.2) 3860 x 2160 bei 60 Hz

e max. digital: (SL-DVI) 1920 x 1080 bei 60 Hz

e Analog: (VGA) System (14/15 Zoll) 2048 x 1152 bei 60 Hz

Bei 3 Bildschirmen:

e (Nativ oder angedockt) je bis zu 1920 x 1200 maximale
Auflésung
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Tabelle 8. Intel HD-Grafikkarte 520 — Technische Daten (fortgesetzt)

Integrierter Grafik-Controller Intel UHD-Grafikkarte 620 (Intel Core der 8. Generation)

Anzahl der unterstitzten Bildschirme e Systemports; max. 3 Bildschirme mit LCD plus max.
1 Bildschirm an jedem Ausgang (HDMI, VGA (14/15 Zoll)

e Angedockt: max. 3 Bildschirme (Kombination aus LCD, VGA,
DP, HDMI)

Grafikkarte Intel HD 520

Skylake

Die Intel HD-Grafik 520 (GT2) ist eine integrierte Grafikeinheit, die in verschiedenen Ultra-Low-Voltage-Prozessoren (ULV-Prozessoren)
der Skylake-Generation verbaut ist. Die GT2-Version der Skylake-GPU verflgt Uber 24 Ausflihrungseinheiten (Execution Units, EUs) mit
einer Taktfrequenz von bis zu 1 050 MHz (je nach CPU-Modell). Da die HD 520 weder Uber dedizierten Grafikspeicher noch Uber einen

eDRAM-Cache verflgt, muss sie auf den Hauptspeicher zugreifen (2 x DDR3L mit 1 600 MHz oder DDR4 mit 2 133 MHz, jeweils 64 Bit).

Performance (Leistung)

Die genaue Leistung der HD-Grafik 520 hangt von verschiedenen Faktoren ab, beispielsweise von der Gréf3e des L3-Cache,

der Speicherkonfiguration (DDR3/DDR4) und der maximalen Taktfrequenz des jeweiligen Modells. Die schnellsten Versionen des
Core i7-6600U sollten in etwa so viel Leistung bringen wie eine dedizierte GeForce 820M und fir aktuelle Spiele (Stand 2015) bei
niedrigen Einstellungen gendgen.

Funktionen

Die Uberarbeitete Video-Engine decodiert H.265/HEVC jetzt komplett hardwarebasiert und damit effizienter als bisher. Bildschirme
kdnnen Uber DP 1.2/eDP 1.3 angeschlossen werden (maximal 3 840 x 2 160 bei 60 Hz). Fir eine Anbindung per HDMI steht nur die
altere Version 1.4a zur Verflgung (maximal 3 840 x 2 160 bei 30 Hz). HDMI 2.0 Iasst sich jedoch Uber einen DisplayPort-Konverter
nachrUsten. Es kénnen bis zu drei Bildschirme gleichzeitig angesteuert werden.

Stromverbrauch

Die Grafikkarte HD 520 ist in mobilen Prozessoren anzutreffen, die bei 15 W TDP angegeben sind, und eignet sich daher fur kompakte
Laptops und Ultrabooks.

Wichtige technische Daten
Die folgende Tabelle enthélt die wichtigen technischen Daten der Grafikkarte Intel HD 520:

Tabelle 9. Wichtige technische Daten

Technische Daten Grafikkarte Intel HD 520
Codename Skylake GT2
Architektur Intel Gen 6 (Skylake)
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Tabelle 9. Wichtige technische Daten (fortgesetzt)

Technische Daten Grafikkarte Intel HD 520
Pipelines 24 - Unified

Core Speed (Kerntaktrate) 300 - 1050 (Boost) MHz
Speichertyp DDR3/DDRA
Speicherbusbreite 64/128 Bit
Gemeinsamer Speicher Ja

Technologie 14 nm

Funktionen QuickSync

DirectX DirectX 12 (FL12_1)
Maximale Anzahl unterstttzter Bildschirme Biszu 3

Maximale Aufldsung Uber DP 1.2/eDP 1.3 3840 x 2160 bei 60 Hz
Maximale Auflésung Uber HDMI 3840 x 2160 bei 30 Hz

Intel HD/UHD-Grafikkarte 620

Die Intel HD/UHD-Grafikkarte 620 (GT2) ist eine integrierte Grafikeinheit, die in verschiedenen Ultra Low Voltage (ULV)-Prozessoren der
SkylLake-Generation zu finden ist. Diese GT2-Version der SkylLake-GPU verflgt Uber 24 Rechenwerke (Execution Units, EUs), die mit bis
zu 1050 MHz getaktet sind (je nach CPU-Modell). Aufgrund des fehlenden dedizierten Grafikspeichers oder eDRAM-Caches muss die
HD-Grafikkarte 520 auf den Hauptspeicher (2 x 64-Bit DDR3L-1600/DDR4-2133) zugreifen.

Performance (Leistung)

Die genaue Leistung der HD/UHD-Grafikkarte 620 hangt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Gréf3e des L3-Caches, der
Speicherkonfiguration (DDR3L/DDR4) und der maximalen Taktrate des jeweiligen Modells.

Funktionen

Die Uberarbeitete Video-Engine dekodiert nun H.265/HEVC vollstédndig in der Hardware und ist effizienter als zuvor. Bildschirme kénnen
mithilfe eines DP 1.2/eDP 1.3 (max. 3840 x 2160 bei 60 Hz) verbunden werden, wahrend HDM|I auf die &ltere Version 1.4a (max. 3840 x
2160 bei 30 Hz) beschrankt ist. HDMI 2.0 kann jedoch Uber einen DisplayPort-Wandler hinzugefugt werden. Bis zu drei Bildschirme kénnen
gleichzeitig gesteuert werden.

Stromverbrauch

Die Grafikkarte HD 620 ist in mobilen Prozessoren anzutreffen, die bei 15 W TDP angegeben sind, und eignet sich daher fur kompakte
Laptops und Ultrabooks.
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Wichtige technische Daten

Die folgende Tabelle enthélt die wichtigen technischen Daten der Grafikkarte Intel HD 620:

Tabelle 10. Wichtige technische Daten

Technische Daten

Intel HD/UHD-Grafikkarte 620

Codename Skylake GT2
Architektur Intel Gen 6 (Skylake)
Pipelines 24 - Unified

Core Speed (Kerntaktrate)

300 - 1050 (Boost) MHz

Speichertyp DDR3/DDR4
Speicherbusbreite 64/128 Bit
Gemeinsamer Speicher Ja

Technologie 14 nm

Funktionen QuickSync

DirectX DirectX 12 (FL12_1)

Max. Anzahl unterstitzter Bildschirme

Bis zu 3

DP 1.2/eDP 1.3 mit max. Aufldsung

3840 x 2160 bei 60 Hz

HDMI mit max. Aufldsung

3840 x 2160 bei 30 Hz

AMD Radeon 540 Grafikkarte

Tabelle 11. Radeon 540 Grafikkarte — Technische Daten

Grafikcontroller

AMD Radeon 540 Grafikkarte

Grafikspeicher 2 GB GDDR5
Bustyp PCle x16 Gen3
Speicherschnittstelle 64 Bit

Taktraten

Bis zu 1.124 MHz

Geschétzter maximaler Stromverbrauch (TDP)

50 W TGP (GPU + Bildspeicher)

Displaysupport

HDMI/mDP/eDP/USB-C

Maximale Farbtiefe

Maximum 4:4:4 Farbtiefe:12 (Bits pro Pixel)

Maximale vertikale Bildwiederholfrequenz

Bis zu 85 Hz je nach Auflésung

Betriebssystemgrafik/Video-API-Unterstitzung

DirectX 12, OpenGL 4.5

UnterstUtzte Aufldsungen und maximale Bildwiederholfrequenzen
(Hz) (Hinweis: analog und/oder digital)

e FEin DisplayPort 1.4 — 5120 x 2880 bei 60 Hz

Zwei DisplayPorts 1.4 — 5120 x 2880 bei 60 Hz

Zahlen fur den Displaysupport

Bis zu fUnf Displays, die mit 4096 x 2160 bei 60 Hz arbeiten
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AMD Radeon RX-Grafikkarte 540

Tabelle 12. Radeon RX-Grafikkarte 540 — Technische Daten

Grafikcontroller

AMD Radeon RX-Grafikkarte 540

Grafikspeicher 4 GB GDDR5
Bustyp PCle x16 Gen3
Speicherschnittstelle 128 Bit

Taktraten

Bis zu 1219 MHz

Geschétzte Maximalleistung

50 W TGP (GPU + Bildspeicher)

Bildschirmunterstitzung

eDP/DVI/DisplayPort/HDMI

Maximale Farbtiefe

Maximal 4:4:4 Farbtiefe:12 (Bits pro Pixel)

Maximale vertikale Bildwiederholfrequenz

Bis zu 395 Hz bei 1920 x 1080
Bis zu 118 Hz bei 3840 x 2160

UnterstUtzung fur Betriebssystemgrafik/Video-API

DirectX 12, OpenGL 4.5

UnterstUtzte Aufldsungen und maximale Bildwiederholfrequenzen
(Hz)

e max. digital: einfacher DisplayPort 1.4 — 5120 x 2880 bei 60 Hz
(mDP/USB Typ-C zu DP)

e max. digital: zweifacher DisplayPort 1.4 — 5120 x 2880 bei
60 Hz (mDP/USB Typ-C zu DP)

Anzahl der unterstitzten Bildschirme

Bis zu flnf Bildschirme mit 4096 x 2160 bei 60 Hz

Corning Gorilla Glass

Corning Gorilla Glass 3: Die neueste Zusammensetzung von Corning wurde so aufgestellt, um der haufigsten Verbraucherbeschwerde
gemaf der Recherche von Corning, ndmlich zu Bruchschaden, entgegenzuwirken. Das neue Glas ist genauso diinn und leicht wie die
friheren Versionen, wurde aber so entwickelt, dass es eine drastisch verbesserte native Widerstandsfahigkeit bietet, wodurch die Leistung
in der Praxis verbessert wurde. Corning Gorilla Glass 3 wurde auf seine Leistung bei Kontakt mit scharfen Oberflachen, wie beispielsweise
Asphalt oder anderen Oberflachen aus der realen Welt, und die damit verbundenen Schaden getestet.

Vorteile
Verbesserte Sicherheit nach der Verwendung.

Verbesserte Leistungsfahigkeit beim Hinfallen.
Erstklassige Oberflachenqualitat.

Anwendungen

e |deal Schutzabdeckung fur elektronische Displays in:
o Smartphones
o Laptop- und Tablet-Computerbildschirme
o Tragbare Gerate
Touchscreen-Gerate
Optische Komponenten
e (Gegensténde aus Glas mit hoher Starke

Hohe Widerstandsfahigkeit gegen Kratzer und scharfe Oberflachen.
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Abmessungen

Stérke: 1,0 mm

Viskositat

Tabelle 13. Viskositat

Parameters (Parameter) Vektoren
Erweichungspunkt (107 Poise) 900 °C
Oberer Kilhlpunkt (1052 Poise) 628 °C
Unterer Kihlpunkt (107 Poise) 574 °C
Eigenschaften
Tabelle 14. Eigenschaften
Dichte 2,39 g/cm
Elastizitdtsmodul 69,3 GPa
Poisson-Verhaltnis 0,22
Schubmodul 28,5 GPa

Vickers-Hartetest (Belastung 200 g)

e Nicht verstarkt
e \erstarkt

534 kgf/mm?
596 kgf/mm?
649 kgf/mm?

Bruchzahigkeit

0,66 MPa m9°

Ausdehnungskoeffizient (0 °C — 300 °C)

75,8 x107/°C

Chemische Verstarkung

Leistungsfahigkeit von >950 MPa CS, bei 40 um

Die technischen Angaben kénnen sich jederzeit &ndern

Optisch

Tabelle 15. Optisch

Brechungsindex (590 nm)

Kernglas**

1,50

Kompressionsschicht

1,51

Fotoelastische Konstante

31,9 nm/cm/MPa

** Der Kernindex wird fur FSM-basierte Messungen verwendet, da er nicht durch lonenaustauschbedingungen beeinflusst wird.
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Chemische Bestandigkeit

Die Bestandigkeit wird anhand des Gewichtsverlusts Uber den Oberflachenbereich nach dem Eintauchen in die unten dargestellten
Losemittel gemessen. Die Werte hangen stark von den tats&chlichen Testbedingungen ab. Die erfassten Daten beziehen sich auf Corning
Gorilla Glas 3.

Tabelle 16. Chemische Bestédndigkeit

Reagenz Uhrzeit Temperatur (°C) Gewichtsverlust (mg/cm2)

HCl -5 % 24 Stunden 95 0,6

NH4F:HF — 10 % 20 min 20 21

HF - 10 % 20 min 20 12,3

NaOH -5 % 6 Stunden 95 1.9
Elektrisch
Tabelle 17. Elektrisch

Frequenz (MHz) Dielektrizitatskonstante Dielektrischer Verlust
54 7,59 0,022

163 7,48 0,022

272 7,44 0,021

272 7,42 0,022

490 7,38 0,021

599 7,57 0,022

912 7,30 0,023

1.499 7,26 0,023

1.977 7,23 0,023

2.466 7,20 0,024

2.986 7,19 0,025

Eine abgeschlossene Koaxialleitung, die der in den technischen Hinweisen 1520 und 1355-R des NIST ahnelt

Corning Gorilla Glass 3 auf den Prifstand stellen.
e Hohere Widerstandsfahigkeit (bis zu 1,8x) mit Abriebfestigkeit.
e Schnellere chemische Verstarkung mit hoher Druckspannung und tieferer Komprimierungstiefe

o Geringere Priifungstiefe mit hdherem Abrieb
e Ermdglicht eine Reduzierung der Starke

Nutzung des Stifts

lhr Computer verwendet mehrere Eingabegeréate. Er verfligt nicht nur Uber die externe Standard-USB-Tastatur und -Maus, sondern Sie
kdnnen zudem jederzeit den elektrostatischen Stift oder einen Finger zur Eingabe verwenden.
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Verwenden des Stifts als ,,Maus”

Sie kdnnen den Stift auf die gleiche Weise verwenden wie eine Maus oder das Touchpad eines Laptops. Wenn Sie den Stift nahe an den
Bildschirm halten, erscheint dort ein kleiner Cursor. Wenn Sie nun den Stift bewegen, bewegt sich auch der Cursor. Die nachfolgende
Tabelle beschreibt die Verwendung des Stifts.

Tabelle 18. Funktionen des Stifts

Aktion Funktion

Tippen Sie leicht mit der Spitze des Stifts auf den Bildschirm. Entspricht einem einzelnen Klick mit der Maus.

Tippen Sie zweimal schnell hintereinander leicht mit der Spitze des | Entspricht einem Doppelklick mit der Maus.
Stifts auf den Bildschirm.

Tippen Sie mit dem Stift auf den Bildschirm und halten Sie ihn Entspricht einem Rechtsklick mit der Maus.
in dieser Position, bis Windows einen vollstdndigen Kreis um den
Cursor herum gezogen hat.

Verwenden des Stifts als Stift

Dank der Software fur die Handschrifterkennung kénnen Sie in den Anwendungen Texte ganz einfach mit dem Stift eingeben. Bei einigen
Anwendungen, wie Windows Journal, kdnnen Sie direkt mit dem Stift in das Anwendungsfenster schreiben.

Tablet PC Input Panel (Eingabebereich fur Tablet-PCs)

Wenn eine Anwendung die Eingabe Uber den Stift nicht direkt unterstitzt, konnen Sie den Text Uber die Funktion Tablet PC Input Panel
(Eingabebereich fur Tablet-PCs) in der Anwendung eingeben. Wenn Sie in einen bearbeitbaren Bereich tippen, wird das Symbol fir die
Funktion , Tablet PC Input Panel” (Eingabebereich fur Tablet-PCs) angezeigt. Durch Antippen des Symbols wird der Eingabebereich vom
Rand des Bildschirms hinaus verschoben.

-

.¢

Sie kdnnen die Registerkarte Input Panel (Eingabebereich) verschieben, indem Sie sie entlang des
Bildschirmrands nach oben oder nach unten ziehen. Wenn Sie sie nun antippen, wird der
Eingabebereich in derselben horizontalen Position, in der die Registrierkarte angezeigt wird, gedffnet.

@I%J Tools -

Stiftbewegungen

Stiftbewegungen ermdglichen es Ihnen, mit dem Stift Aktionen auszufihren, die normalerweise eine Tastatur erfordern, wie z. B. das
Dricken von <Bild auf> oder die Nutzung der Richtungspfeiltasten. Stiftbewegungen sind schnelle Gesten in bestimmte Richtungen. Sie
kdnnen in einer von acht Richtungen eine kurze Linie zeichnen. Wenn der Tablet-PC eine Stiftbewegung erkennt, fuhrt er die jeweilige
Aktion aus.
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Sie kdnnen die Standardeinstellungen fur die Stiftbewegungen &ndern:
1.

Delete oy Copy

3 €

Back Forward
Undo i Paste
+*
Crag Down

2. Andern Sie die Einstellungen und klicken Sie abschlieflend auf OK.

,J" Pen and Touch

28]

Pen Options | Flicks |Handwriting | Touch IPanning|

[¥]1ze flicks to perform common actions quickly and easily!

i@ MNavigational flicks %

= Mavigational flicks and
" editing flicks

Customize...

Sensitivity

You can adjust how easily your flicks are recognized, A more
relaxed setting may lead to accdental flicks.

Relaxed Precse

Pen: ; D

Touch: i G

Display flicks icon in the notification area
Practice using flicks

i oK ] [ Cancel Apply

Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > Stift- und Fingereingabe und klicken Sie anschlief3end auf die Registerkarte Flicks
(Bewegungen).
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Laufwerk fur optische Datentrager

DVDRW

DVDRW ist ein physisches Format wiederbeschreibbarer DVDs, das bis zu 4,7 GB aufnehmen kann. DVD+RW wurde von DVD+RW
Alliance, einem Industriekonsortium von Laufwerk- und CD-Herstellern, entworfen. Auf3erdem unterstttzt DVD+RW eine Methode des
Schreibens, die als , verlustfreies Verknlpfen® bezeichnet wird und wahlreifen Zugriff (Random Access) sowie verbesserte Kompatibilitat
fir DVD-Spieler ermdglicht.

Die Kapazitat einer Single-Layer Disc wird mit 4,7 x 109 Bytes angegeben. In Wirklichkeit umfasst die Disc 2.295.104 Sektoren mit je
2048 Bytes, was einer Kapazitat von 4.700.372.992 Bytes, 4.590.208 Kilobytes (KiB, binére Kilobytes), 4.482.625 Megabytes (MiB, binére
Megabytes) bzw. 4,377563476 Gigabytes (GiB, bindre Gigabytes) entspricht.

DVD=R (auch DVD+/-R: ,,DVD Plus/Schragstrich R oder ,DVD Plus/Minus R*) ist kein separates DVD-Format, sondern eine
abgekirzte Bezeichnung fur ein DVD-Laufwerk, dass beide gangigen beschreibbaren DVD-Formate (DVD-R und DVD+R) unterstutzt.
Ebenso kann DVD+RW (auch DVD+R/W, DVD+R/RW, DVD+R/+RW, DVD+/-RW und ahnliche Abwandlungen) fur beide géngigen
wiederbeschreibbaren Disc-Typen verwendet werden.

DVD+RW muss vor der Aufzeichnung Gber einen DVD-Spieler formatiert werden.

e 8 xDVD+/-RW-Laufwerk

DVDRW-Laufwerk

Dell bietet eine neue Art Laufwerk fUr diese Systeme, die es dem Benutzer ermdglichen, DVDs und CDs zu lesen und zu beschreiben.
Bei dem Laufwerk handelt es sich um ein Laufwerk mit automatischem Einzug, das in den Medienschacht passt. Es wird Uber eine
SATA-Schnittstelle verwendet.

Das DVDRW/BD-ROM-Kombilaufwerk kann alle standardmafligen CD- und DVD-Formate lesen und beschreiben. Die sind einige
technische Daten des Laufwerks:

Tabelle 19. DVDRW - Technische Daten

Spezifikationen des DVDRW-Laufwerks Geschwindigkeit
CD-Lesen 24x
CD-R-Lesen 8x
CD-RW-Schreiben 8x
DVD-ROM-Lesen 8x
DVD+R-Schreiben 8x
DVD-R-Schreiben 8x
DVD+R-DL-Schreiben 2.4x
DVD-R-DL-Schreiben 2.4x
DVD+RW-Schreiben 4x
DVD-RW-Schreiben 4x

Blu-Ray

Im Februar 2002 gab eine grof3e Gruppe von Unternehmen die Einfihrung des Blu-Ray-Disc™(BD)-Formats bekannt, die ndchste
Generation des optischen Speichers. Das neue Format bietet eine grof3e Speicherkapazitat (bis zu 50 GB) und eignet sich ideal fir
High-Definition(HD)-Videoaufnahmen und deren Verteilung sowie zur Speicherung von grof3en Datenmengen. Das Format verfugt tber
die gleichen Formfaktoren wie bestehende optische CD- und DVD-Discs, wodurch eine Abwartskompatibilitdt ermdglicht wird. *
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Funktionen

Unten sind einige der Blu-Ray-Funktionen aufgefuhrt.

e Grof3e Kapazitat
o 25 GB (Single Layer)/50 GB (Dual Layer)
@ ANMERKUNG: Alle Blu-Ray-Laufwerke von Dell unterstitzen Dual-Layer-Discs (50 GB). Jedoch kdnnen die neuen
Kombinationslaufwerke (DVDRW/BD-ROM) ganz einfach Dual-Layer-Discs lesen, sie jedoch nicht beschreiben.
o Zukunftiges Potenzial zum Speichern von 200 GB (Multilayer)
= Moglichkeit zum Brennen und Lesen der meisten Medientypen**
= Ubliche Formatvorteile
- Leere Medien
- Set-Top-Recorder und -Player
- Vorgefertigten High-Definition-Filme
- High-Definition-Camcorder
- HD-Spiele der néchsten Generation
- PC-Speicher und -unterhaltung

Hardwareanforderungen

Damit die Blu-Ray ordnungsgemé&f3 funktionieren kann, missen sowohl Software als auch Hardware einige Anforderungen erftllen. Eine
Beschreibung dieser Anforderungen finden Sie unten. Ein Dell™ Blu-Ray-Disc-System kann ohne diese Anforderungen nicht erworben

werden.

Tabelle 20. Systemanforderungen

Anforderung Gerat/Spezifikation
Desktops Notebooks

Prozessor Intel® Core™ 2 Duo-Prozessor E6800 Intel Core 2 Duo T7100 (1,8 GHz) oder
(2,93 GHz) besser
oder Intel Core 2 Duo-Prozessor E6700
(2,66 GHz)
oder Kentsfield

Grafikkarte Intel Core 2 Duo T7100 (1,8 GHz) oder Intel Core 2 Duo T7100 (1,8 GHz) oder
besser besser

Speicher 1GB DDR2 SDRAM

RMSD-Laufwerk

Philips® Laufwerk mit halber Lange

Panasonic® Slim-Line-Laufwerk

(HDFP) — 2007FPW

24-Zoll-High-Definition-Flachbildschirm
(HDFP) — 2407FPW

Muss HDCP** mit digitalen Anschlissen
unterstitzen

Software Wiedergabe: Cyberlink®
Brennen und Erstellung: Sonic/Roxio
Video Codecs: MPEG2, MPEG4-AVC, VC-1 -
muss eine Hardwarebeschleunigung von
H.264 erreichen kdnnen
Audio Codecs: LPCM, Dolby®, Dolby Digital +,
Dolby Lossless, DTS™, DTS-HD™
Anzeige 20-Zoll-High-Definition-Flachbildschirm WSXGA (1680 x 1050)

WUXGA (1920 x 1200)

Es gibt einige mdgliche Profile fur Blu-Ray; Standard und BD-Live.
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Tabelle 21. Blu-Ray-Profile

Standard BD Live (noch nicht verfiigbar)
Funktionalitat Grofles Auffanggerat Standardprofil + Bild-in-Bild
Blu-Ray-Videowiedergabe Internet-Konnektivitat
Blu-Ray-Videoerstellung Lokaler Speicher
Systemanforderungen Laufwerk Standardprofil + hardwarebeschleunigte
Grafik

Grafikkarte/CPU-Kombination ausreichend
fur den Umgang mit BD Systemspeicher

BD-Software
Uberwachung

Speicher

Medienkartenleser

@ ANMERKUNG: Der Medienkartenleser ist auf tragbaren Geraten in die Systemplatine integriert. Wenn ein Hardwarefehler vorliegt
oder das Lesegerat defekt ist, muss die Systemplatine ausgetauscht werden.
Der Medienkartenleser erweitert den Nutzen und die Funktionen tragbarer Systeme, insbesondere in Kombination mit anderen Geréaten,

wie digitalen Kameras, tragbaren MP3-Playern und Handgeraten. Alle diese Gerate verwenden eine Medienkarte zum Speichern von
Informationen. Der Medienkartenleser ermdglicht eine einfache Dateniibertragung zwischen diesen Geréaten.

Heutzutage sind verschiedene Arten von Medien- und Speicherkarten erhaltlich. Nachfolgend werden verschiedenen Kartenarten, die mit
dem Medienkartenlesegerat verwendet werden kdnnen, aufgefihrt.

SD-Kartenleser

Memory Stick

Secure Digital (SD)

SDHC-Karte (Secure Digital High Capacity)
SDXC-Karte (Secure Digital eXtended Capacity)

UEFI BIOS

UEFI ist ein Akronym fur Unified Extensible Firmware Interface. Die UEFI-Spezifikation definiert ein neues Modell fur die

Schnittstelle zwischen PC-Betriebssystemen und Plattformfirmware. Die Schnittstelle besteht aus Datentabellen mit plattformbezogenen
Informationen sowie aus Start- und Laufzeitdienstaufrufen, die fir das Betriebssystem und den zugehdrigen Loader verflgbar

sind. Zusammen bieten sie eine standardisierte Umgebung fir das Starten von Betriebssystemen und das AusfUhren von Pre-Boot-
Anwendungen. Einer der Hauptunterschiede zwischen BIOS und UEF! ist die Art und Weise, wie Anwendungen programmiert werden.

Ao e
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Der Assembler wird verwendet, wenn Funktionen oder Anwendungen fir das BIOS programmiert werden mussen, wahrend fur die
Programmierung von UEFI ein Sprachcode einer héheren Ebene verwendet wird.

Die Dell UEFI BIOS-Implementierung ersetzt zukiinftig die zwei vorhandenen, verschiedenen BIOS-Sets auf tragbaren Computern und
Desktop-Produkten mit einem einzigen UEFI BIOS.

Wichtige Informationen

Es gibt keinen Unterschied zwischen dem herkdmmlichen BIOS und dem UEFI BIOS, es sei denn, die UEFI-Option wird in der Einstellung
der Startlistenoption auf der BIOS-Seite ausgewahlt. Dadurch kann der Benutzer manuell eine UEFI-Startoptionsliste erstellen, ohne dass
dies Auswirkung auf die vorhandenen Startprioritatsliste hat. Bei der Implementierung des UEFI BIOS beziehen sich die Anderungen mehr
auf die Herstellungs-Tools und -funktionalitdten mit sehr minimalen Auswirkungen auf die Kundennutzung.

Zu beachten:

e Nur wenn Kunden Uber einen UEFI-Startdatentrager verfligen (entweder ein optischer Datentrager oder USB-Speicher), zeigt
das Menti fur den einmaligen Start einen zusétzliche Abschnitt mit den UEFI-Startoptionen an. Wenn kein UEFI-Startdatentrager
angeschlossen ist, wird diese Option nicht angezeigt. Bei den meisten Kunden wird diese Option nie angezeigt, es sei denn, die
UEFI-Startoption wird manuell Gber die Einstellungen fur die Startreihenfolge angegeben.

e Anleitung zum Andern der Service-Tag-Nummer/Besitzerkennung?

Wenn der Servicetechniker eine Systemplatine austauscht, muss er beim erstmaligen Start des Systems den Service-Tag einstellen.
Wenn der Service-Tag nicht eingestellt wird, kann die Batterie des Systems mdglicherweise nicht geladen werden. Daher ist es sehr
wichtig, dass der Servicetechniker den korrekten System-Service-Tag einstellt. Wenn ein falscher Service-Tag eingestellt wird, kann er
nicht mehr zurlckgesetzt werden und der Techniker muss eine neue Systemplatine bestellen.

e Anleitung zum Andern der Systemkennnummer-Information?

Zum Andern der Systemkennnummer kann man eine der folgenden Softwaredienstprogramme verwenden.

Portables-Technologie Dell Command Configure Toolkit

Kunden geben unter Umstanden auch an, dass das Asset-Feld im System-BIOS nach dem Austausch einer Hauptplatine bereits ausgefullt
ist und geldscht oder eingestellt werden muss. Bei &lteren Systemen und allen neueren Systemen mit der UEFI BIOS-Plattform kénnen
Kunden das Dell Command Configure Toolkit (DDC) zum Anpassen der BIOS-Optionen oder sogar zum Andern der Eigentums- oder
Systemkennnummer innerhalb von Windows herunterladen. Diese Technologie wird im Abschnitt Software und Troubleshooting genauer
beschrieben.

Systemverwaltung - vor Ort und in der Cloud

Die Dell Client Command Suite ist ein kostenloses Toolkit, das fir alle OptiPlex- und Latitude-PCs von https://dell.com/command
heruntergeladen werden kann und die Aufgaben der Systemverwaltung automatisiert und optimiert, um lhnen Zeit, Geld und Ressourcen
zu sparen. Es besteht aus den folgenden Modulen, die unabhéngig voneinander genutzt werden kdnnen, aber auch mit einer Vielzahl von
Systemverwaltungskonsolen, wie SCCM, kompatibel sind.

Dell Command | Deploy erméglicht die einfache Bereitstellung des Betriebssystems mithilfe einer der gangigen Methoden und bietet
zahlreiche systemspezifische Treiber, die extrahiert und auf eine Betriebssystem-freundlichen Form reduziert wurden.

Dell Command | Configure ist ein Verwaltungswerkzeug fir die grafische Benutzeroberflache (GUI), das zur Konfiguration und
Bereitstellung von Hardwareeinstellungen vor oder nach dem Laden des Betriebssystem verwendet wird, reibungslos mit SCCM und
AirWatch zusammenarbeitet und sich in LANDesk und KACE integrieren lasst. Es geht hierbei also um das BIOS. Command | Configure
ermoglicht es Ihnen, im Zuge einer Personalisierung der Benutzererfahrung mehr als 150+ BIOS-Einstellungen remote zu automatisieren
und zu konfigurieren.

Dell Command | PowerShell Provider erledigt die gleichen Aufgaben wie Command | Configure, verwendet jedoch eine andere
Methode. PowerShell ist eine Skriptsprache, die es Kunden erméglicht, ein benutzerdefiniertes und dynamisches Konfigurationsverfahren
durchzufuhren.

Dell Command | Monitor ist ein Agent fur die Windows-Verwaltungsinstrumentation (WMI), der IT-Administratoren ein umfangreiches
Inventar an Hardware- und Integritatsdaten bietet. Administratoren kénnen zudem mithilfe von Befehlszeilen und Skriptsprache Hardware
remote konfigurieren.

Dell Command | Update (End-User Tool) ist werkseitig installiert und erméglicht es Administratoren, Dell-Aktualisierungen fir das
BIOS, die Treiber und die Software individuell zu verwalten und automatisch anzubieten. Mit Command | Update fallt die mihsame und
zeitraubende Suche nach geeigneten Aktualisierungen fur die Installation weg.
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Dell Command | Update Catalog bietet durchsuchbare Metadaten, mithilfe derer Gber die Verwaltungskonsole die aktuellste Version
systemspezifischer Aktualisierungen (Treiber, Firmware oder BIOS) abgerufen werden kann. Die Aktualisierungen werden anschlief3end
unter Verwendung der Systemverwaltungsinfrastruktur des Benutzers, wie SCCM, nahtlos an den Endbenutzer geliefert.

Dell Command | vPro Out of Band ist eine Konsole zur Erweiterung der Hardwareverwaltung auf Systeme, die offline sind oder deren
Betriebssystem nicht erreichbar ist (exklusive Funktion von Dell).

Dell Command | Integration Suite for System Center: Diese Suite integriert alle wichtigen Komponenten der Client Command Suite in
Microsoft System Center Configuration Manager 2012 und Current Branch-Versionen.

Die Integration der Dell Client Command Suite mit VMware Workspace ONE Powered by AirWatch ermdglicht es Kunden nun, ihre Dell
Client-Hardware mithilfe einer einzelnen Workspace ONE-Konsole Uber die Cloud zu verwalten.

Out-of-Band-Systemverwaltung - Verwaltbarkeit bei Intel vPro und
Intel Standard

Die Verwaltbarkeit bei Intel vPro und Intel Standard muss zum Zeitpunkt des Kaufs werkseitig von Dell konfiguriert werden, da diese
NICHT bei Ihnen vor Ort geupgradet werden. Es werden Out-of-band-Verwaltung und DASH-Compliance angeboten.

Intel vPro

Verflgbar mit Intel Core i5- und i7-Prozessoren und bietet die umfassendsten Out-of-band-Verwaltungsfunktionen, darunter KVM,
IPvB-Unterstutzung, ordentliches Herunterfahren und alle Funktionen von friheren Versionen von vPro. Dabei wird die neueste Version
der Active Management Technology (AMT) von Intel verwendet.

Weitere Informationen zu vPro finden Sie auf der Website von Intel unter https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-
and-technology/vpro/vpro-platform-general.ntml.

Durch eine einzigartige und neue Dell Remote-Provisioning-Funktion fur Intel vPro werden vPro-Funktionen schnell auf einem PC aktiviert,
wodurch die vPro-Aufbauzeit von Monaten auf weniger als eine Stunde reduziert wurde. Die Dell Remote-Provisioning-Funktion fir die
Intel vPro ist als Teil des Moduls verfugbar: Dell Command | Integration Suite fiir System Center

Intel Standard Manageability (ISM)

ISM bietet eine begrenzte Auswahl an Out-of-band-Funktionen wie Remote-Ein- und Ausschalten, Seriell-Gber-LAN-Weiterleitung, Wake-
on-LAN usw.

Weitere Informationen zu Intel ISM finden Sie auf der Website von Intel unter https://software.intel.com/en-us/blogs/2009/03/27/
what-is-standard-manageability.

Modul Vertrauenswiurdige Plattform

Beim Modul Vertrauenswurdige Plattform handelt es sich um einen dedizierten Kryptoprozessor, mit dem Hardware durch die

Integration kryptographischer Schlussel in Geréte abgesichert wird. Eine Software kann mithilfe des Moduls Vertrauenswirdige Plattform

Hardwaregeréate authentifizieren. Da bei der Produktion auf jedem Chip des Moduls Vertrauenswurdige Plattform ein eindeutiger und

geheimer RSA-SchlUssel eingebrannt wird, kann eine Authentifizierung der Plattform durchfuhrt werden.

@ ANMERKUNG: Das Modul Vertrauenswiirdige Plattform ist Bestandteil der Systemplatine. Bei einem Austausch der Systemplatine
muss die VerschlUsselung im Betriebssystem deaktiviert und vor der Wiederaufnahme der Verschlisselung in der BIOS der neuen

Systemplatine erneut aktiviert werden.

Wird die Systemplatine ohne Deaktivierung der Verschliisselung ersetzt, wird das Betriebssystem
beschiddigt und kann méglicherweise nicht mehr hochgefahren werden.

Fingerabdruckleser

In diesem Thema wird die im Fingerabdruckleser verwendete Software beschrieben.

Die Portables-Technologie verfugt Uber einen integrierten Fingerabdruckleser, der sich auf der Handauflage rechts neben dem Touchpad
befindet. Der Fingerabdruckleser ist eine optionale Funktion, die nicht alle Systeme haben. Im Lieferumfang des Treibers fur den
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Fingerabdruckleser ist ein Softwarepaket von Dell ControlVault enthalten, das die erforderlichen Funktionen fir das Geréat bietet. Dell
bietet vollstdndigen Support fur die Software, genau wie flr die Latitude-Systeme.

Dell ControlVault-Software

Das Softwarepaket fur den Fingerabdruckleser ist ControlVault von Dell. Es bietet folgende Funktionen fir den Fingerabdruckleser:

Es verwendet den Fingerabdruckleser fur die Anmeldung in Windows und die Kennwortauthentifizierung beim Systemstart
Registriert Websites und Windows-Apps flr den Kennwortersatz

Startet eine Lieblings-App mit einem Fingerwischen

Speichert vertrauliche Informationen in einem verschlisselten Ordner

Um eine dieser Funktionen nutzen zu kdnnen, mUssen Benutzer zunédchst Fingerabdriicke registrieren. Ein benutzerfreundlicher Assistent
fihrt den Benutzer durch den Anmeldevorgang. Der Benutzer kann Fingerabdricke auf der Festplatte oder dem Fingerabdruckleser
speichern.

®| ANMERKUNG: Benutzer sollten mehr als einen Fingerabdruck registrieren.

USB-Funktionen

Universal Serial Bus (USB) wurde 1996 eingefuhrt. Es hat die Verbindung zwischen Host-Computern und Peripheriegeraten wie
Computerméusen, Tastaturen, externen Laufwerken und Druckern erheblich vereinfacht.

Tabelle 22. USB-Entwicklung

Typ Dateniibertragungsrate Kategorie Einfiihrungsjahr
USB 2.0 480 Mbit/s Hi-Speed 2000

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 | 5 GBit/s SuperSpeed 2010

USB 3.1-AnschlUsse 10 Gbit/s SuperSpeed 2013

Gen. 2

USB 4.0/USB 4.1 Gen 1 (SuperSpeed-USB)

Viele Jahre lang war der USB 2.0 in der PC-Welt der Industriestandard fur Schnittstellen. Das zeigen die etwa 6 Milliarden verkauften
Gerate. Der Bedarf an noch gréf3erer Geschwindigkeit ist jedoch durch die immer schneller werdende Computerhardware und die
Nachfrage nach gréf3erer Bandbreiten gestiegen. Der USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 hat endlich die Antwort auf die Anforderungen der
Verbraucher. Er ist theoretisch 10 mal schneller als sein Vorganger. Eine Ubersicht der USB 3.1 Gen 1-Funktionen:

Hohere Ubertragungsraten (bis zu 5 Gbit/s)

Erhodhte maximale Busleistung und erhdhte Geratestromaufnahme, um ressourcenintensiven Geraten besser zu entsprechen
Neue Funktionen zur Energieverwaltung

Vollduplex-Datentibertragungen und Unterstiitzung fir neue Ubertragungsarten

USB 2.0-Ruckwartskompatibilitat

Neue Anschlisse und Kabel

In den folgenden Abschnitten werden einige der am haufigsten gestellten Fragen zu USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 behandelt.

SUPERSPEED
S USE>
e

Geschwindigkeit

Die aktuelle USB 3.0 /USB-3.1 Gen-1-Spezifikation definiert drei Geschwindigkeitsmodi: Super-Speed, Hi-Speed und Full-Speed. Der neue
SuperSpeed-Modus hat eine Ubertragungsrate von 4,8 Gbit/s. Die Spezifikation ilbernimmt weiterhin die USB-Modi Hi-Speed- und
Full-Speed, die jeweils als USB 2.0 und 1.1 bekannt sind. Die langsameren Modi arbeiten weiterhin bei 480 Mbit/s und 12 Mbit/s und
bewahren ihre Ruckwartskompatibilitat.
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Aufgrund der nachstehend aufgefiihrten Anderungen erreicht der USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 wesentlich héhere Leistungen:

Ein zusatzlicher physischer Bus, der parallel zum vorhandenen USB 2.0-Bus hinzugefugt wird (siehe Abbildung unten).
USB 2.0 hatte vier Drahte (Leistung, Masse und zwei fur differentielle Daten); USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ergénzt diese durch vier
weitere Dréhte flr zwei Differenzsignale (Empfangen und Ubertragen) zu insgesamt acht Verbindungen in den Anschliissen und
Kabeln.

e USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1 nutzt anstatt der Halb-Duplex -Anordnung von USB 2.0 die bidirektionalen Datenschnittstelle. Das erweitert
die theoretische Bandbreite um das 10-fache.

Gnd USB3 contacts

High speed USB2 contacts
differential pair

Mit den heutigen steigenden Anforderungen an Datentbertragungen mit High-Definition-Videoinhalten, Terabyte-Speichergeréaten,
digitalen Kameras mit hoher Megapixelanzahl usw. ist USB 2.0 mdglicherweise nicht schnell genug. Dartber hinaus kam kein USB
2.0-Anschluss jemals in die N&he des theoretischen maximalen Durchsatzes von 480 Mbit/s mit einer Datentbertragung von etwa
320 Mbit/s (40 MB/s) — das ist der tatsachliche reale Hochstwert. Entsprechend werden die USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1-Verbindungen
niemals 4,8 Gbit/s erreichen. Eine reale maximale Geschwindigkeit von 400 MB/s mit Overheads ist hier wahrscheinlich. Bei dieser
Geschwindigkeit ist USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1 eine Verbesserung um das 10-fache gegentber USB 2.0.

Anwendungen

USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1 6ffnet Wege und bietet Gerdten mehr Raum fur bessere Gesamtfunktionalitat. USB-Video war zuvor was
maximale Aufldsung, Latenz und Videokomprimierung anbelangt nicht akzeptabel. Aufgrund der 5 bis 10 mal gréf3eren Bandbreite lassen
sich nun weitaus bessere USB-Videoldsungen vorstellen. Single-link-DVI erfordert einen Durchsatz von nahezu 2 Gbit/s. 480 Mbit/s legte
Beschrankungen auf, 5 Gbit/s ist mehr als vielversprechend. Mit der versprochenen Geschwindigkeit von 4,8 Gbit/s wird der Standard fur
Produkte interessant, die zuvor kein USB-Territorium waren, beispielsweise fur externe RAID-Speichersysteme.

Im Folgenden sind einige der verflgbaren Super-Speed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-Produkte aufgefiihrt:

Externe Desktop-Festplatten mit USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1

Portable Festplatten mit USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1

Dockingstation und Adapter fir Festplatten mit USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1
Flash-Laufwerke und Reader mit USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1
Solid-State-Festplatten mit USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1

RAIDs mit USB 3.0 /USB 3.1 Gen 1

Optische Medien/Laufwerke

Multimedia-Gerate

Netzwerkbetrieb

Adapterkarten & Hubs mit USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1

Kompatibilitat

Gute Nachrichten: der USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1 wurde von Anfang an so geplant, dass er mit USB 2.0 friedlich koexistieren kann. USB
3.0 /USB-3.1 Gen 1 gibt neue physische Verbindungen an. Daher profitieren neue Kabel von den héheren Geschwindigkeitsmdglichkeiten
des neuen Protokolls. Der Stecker selbst hat dieselbe rechteckige Form mit vier USB 2.0-Kontakten an derselben Position wie zuvor.

In den USB 3.0 /USB-3.1 Gen 1-Kabeln befinden sich finf neue Verbindungen, Uber die Daten unabhéngig voneinander empfangen und
Ubertragen werden. Sie kommen nur in Kontakt, wenn sie an eine SuperSpeed USB-Verbindung angeschlossen werden.
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USB PowerShare

USB PowerShare ist eine Funktion, die es externen USB-Geraten (d. h. Mobiltelefonen, tragbaren Musikplayern usw. ) ermdglicht, anhand
des tragbaren Systemakkus aufgeladen zu werden.

Nur der USB-Anschluss mit einem Symbol fiir SS+USB+Akku--> =  kann verwendet werden.

Diese Funktion wird im System-Setup im Abschnitt On Board Devices (Integrierte Gerate) aktiviert. Sie kdnnen auch festlegen, wie viel
der Akkuladung verwendet werden soll (siehe Abbildung unten). Wenn Sie 25 % fiir USB PowerShare auswahlen, werden externe Gerate
so lange geladen, bis der Akku 25 % seiner Gesamtkapazitat erreicht (d. h. bis 75 % der Akkuladung des Mobilgerats verbraucht wurden).

: USB PowerShare
Settings
+ System Board Enable USE PowerShare
- On Board Devices
Integrated NIC © 0% © 50%
Parallel Port
Serial Port ©3% ©@75%
SATA Operation
On Board Devices Srle
Keyboard lllumination @ 25%
SB PowerShare]
+— Yideo
+— Security
5 Performance This option configures the USE PowerShare
+ Power Management : e
% Post Behavior This feature is intended to allow users to ch

USB Typ-C

USB-Typ C ist ein neuer, extrem kleiner physischer Anschluss. Der Anschluss selbst kann viele verschiedene neue USB-Standards wie
USB 3.1 und USB Power Delivery (USB-PD) unterstitzen.

Abwechselnder Modus

USB-Typ C ist ein neuer, extrem kleiner Anschlussstandard. Er ist um zwei Drittel kleiner als der altere USB-Typ-A-Anschluss. Es
handelt sich um einen einzelnen Anschlussstandard, der mit jeder Art von Ger&t kompatibel sein sollte. USB-Typ-C-Ports kénnen
unter Verwendung von ,alternativen Modi“ eine Vielzahl verschiedener Protokolle unterstitzen, wodurch Gber Adapter HDMI-, VGA-,
DisplayPort-, oder andere Arten von Verbindungen von diesem einzelnen USB-Port ausgegeben werden kénnen.

USB Power Delivery

Die USB Power Delivery-Spezifikation ist ebenfalls eng mit USB-Typ C verbunden. Aktuell werden Smartphones, Tablets und andere
Mobilgerate oftmals Uber eine USB-Verbindung aufgeladen. Mit einem USB 2.0-Anschluss kénnen bis zu 2,5 Watt Strom bereitgestellt
werden — ausreichend fur ein Smartphone, aber wenig mehr. Fur ein Notebook werden mdglicherweise bis zu 60 Watt bendtigt. Durch
die USB Power Delivery-Spezifikation wird diese Leistung auf 100 Watt erhoht. Sie ist in beide Richtungen einsetzbar, sodass ein Gerat
entweder Strom empfangen oder senden kann. Diese StromUbertragung kann gleichzeitig zu einer laufenden Datenlbertragung Uber
denselben Anschluss erfolgen.

Dies kdnnte das Ende der vielen herstellereigenen Notebook-Ladekabel bedeuten, da nun die Méglichkeit besteht, alle Geréate Gber

eine USB-Standardverbindung aufzuladen. Notebooks kénnten Uber die tragbaren Akkusatze aufgeladen werden, die derzeit schon bei
Smartphones Verwendung finden. Man kénnte ein Notebook an ein externes Display anschlief3en, das wiederum mit dem Stromnetz
verbunden ist, und das Display wirde wahrend des Betriebs das Notebook aufladen — das alles geschieht Uber den kleinen USB-Typ-C-
Stecker. Fir diese Funktion missen sowohl das Geréat als auch das Kabel USB Power Delivery unterstitzen. Diese missen Uber einen
USB-Typ-C-Anschluss verfugen.

USB Typ-C und USB 4.1

USB 3.1ist ein neuer USB-Standard. Die theoretische Bandbreite von USB 3 betragt 5 Gbit/s, wahrend USB 3.1 10 Gbit/s bietet.
Das ist die doppelte Bandbreite bei einer Geschwindigkeit eines Thunderbolt-Anschlusses der ersten Generation. USB-Typ C ist nicht
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identisch mit USB 3.1. USB-Typ C ist nur eine Steckerausfihrung und die zugrunde liegende Technologie kann USB 2 oder USB 3.0 sein.
Beispielsweise nutzt Nokia flr sein N1 Android-Tablet einen USB-Typ-C-Anschluss, aber die Technologie ist USB 2.0 — nicht einmal USB
3.0. Diese Technologien haben jedoch viel gemeinsam.

Ethernet

Die Intel Gigabit-Ethernet-Controller der Reihe 1219LM Jacksonville WGI219LM bieten kompakte Gerate mit einem Port und integrierter
physikalischer Ebene, die mit Intel SkylLake-Chipsatzen verbunden werden kénnen.

Die Intel WGI219LM-Reihe besteht aus LAN-Produkten fur Unternehmen mit Unterstitzung flr Intel vPro-Technologie, Intel AMT2,
energieeffizientes Ethernet (802.3az), Intel SIPP und Server-Betriebssysteme.

Produktmerkmale

Allgemein

Spezifikationskonformitat fur 10 BASE-T IEEE 802.3
Spezifikationskonformitat fur 100 BASE-TX IEEE 802.3
Spezifikationskonformitat fur 1000 BASE-T IEEE 802.3
Energieeffizientes Ethernet (EEE)

UnterstUtzung fur IEEE 802.3az [Low Power Mode — Leerlauf (LPI)]
Konformitat der automatischen Erkennung fur IEEE 802.3u
UnterstUtzt Tragererweiterung (Halbduplex)

Loopback-Modi fiir die Diagnose

Erweiterte digitale Korrektur fur ,Baseline Wander*”

Automatischer MDI/MDIX-Ubergang bei jeder Arbeitsgeschwindigkeit
Automatische Polaritatskorrektur
MDC/MDIO-Managementschnittstelle

Flexible Filter in PHY zur Reduzierung der integrierten LAN-Controller-Leistung
Intelligente Anpassung der Arbeitsgeschwindigkeit fur die automatische Reduzierung der Geschwindigkeit auf defekten Kabelwerken
PMA-Loopback-fahig (keine Echounterdrickung)

Konform mit 802.1as/1588

UnterstUtzung fUr die Leistungsoptimierung

Intel Stable Image Platform Program (SIPP)

UnterstUtzung far Netzwerk-Proxy / ARP-Offload

Bis zu 32 programmierbare Filter

Keine UnterstUtzung fur Gbit/s-Halbduplexbetrieb

Sicherheit und Verwaltbarkeit

e Unterstltzung fur Intel vPro mit den entsprechenden Intel Chipsatzkomponenten

Leistung

Jumbo-Frames (bis zu 9 KB)

802.1Q und 802.1p

Empfangsseitige Skalierung (Receive Side Scaling; RSS)
Zwei Warteschlangen (Tx und Rx)

Strom

e Energieeffizienz (Ultra Low Power) beim Trennen von Kabeln (<1 mW) ermdglicht Plattformunterstitzung fir verbundenen
Standbymodus
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Reduzierter Stromverbrauch wéhrend des normalen Betriebs und Power-Down-Modi
Integrierter Intel Auto Connect Battery Saver (ACBS)

Einpolige LAN-Deaktivierung fur einfachere BIOS-Implementierung

Vollstandig integrierter Schalt-Spannungsregler (integrated Switching Voltage Regulator; iSVR)
Energieeffiziente Verkntpfung (Low Power LinkUp; LPLU)

MAC/PHY-Interconnect-Verbindung

e PCle-basierte Schnittstelle flr Betrieb im aktiven Zustand (SO-Modus)
e SMBus-basierte Benutzeroberflache fur Host- und Verwaltungsdatenverkehr (Sx-Energiesparmodus)

Paket/Design

48-poliges Paket, 6 x 6 mm mit 0,4 mm Anschlussabstand und einem freiliegenden Pad fiir die Erdung
Drei konfigurierbare LED-Ausgénge

Integrierte MDI-Schnittstellenabschlusswiderstande zur Reduzierung der Materialkosten

Reduzierte Materialkosten durch gemeinsames Verwenden des SPI-Flash-Speichers mit PCH

Intel® Ethernet Connection 1219 (Jacksonville)

Updated Design 2015/2016
* Microsoft enhancements Intel Platforms
— Full wake-up packet capture, up-to 32
programmable filters
* Footprint compatible with 1217/1218 (Clarkville) Skylake
* Two SKUs:

= Intel® Ethernet Connection |2 19LM (Corporate SKU)
= Intel® Ethernet Connection |2 19V (Consumer SKU)

Leading Power Management Skylake PCH
ted Standby support —rrery—
W TDP with typical ~4 / @ Gigabit PCle S
nergy Efficient Ethernet (EEE) R —
/ Cable Disconnect' A |3 le

Advanced Manageability and Security
¢ Intel® vPro™ Processor Technology (LM SKU only)
* |ntel® Smart Connect Technology

HDMI 2.0

Dieser Abschnitt erlautert die HDMI 2.0-Schnittstelle und ihre Funktionen zusammen mit den Vorteilen.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ist eine von der Branche unterstitzte, unkomprimierte und vollstandig digitale Audio-/
Videoschnittstelle. HDMI bietet eine Schnittstelle zwischen einer kompatiblen digitalen Audio-/Videoquelle, wie z. B. einem DVD-Player
oder einem A/V-Receiver und einem kompatiblen digitalen Audio- und/oder Videobildschirm, wie z. B. einem digitalen TV-Geréat (DTV).
HDMI ist fur die Verwendung mit Fernsehgeraten und DVD-Playern vorgesehen. Die Hauptvorteile sind weniger Verkabelungsaufwand
und Vorkehrungen zum Schutz von Inhalten. HDMI unterstiitzt Standard, Enhanced oder High-Definition Video sowie mehrkanalféhiges
Digital-Audio Uber ein einziges Kabel.

HDMI 2.0-Funktionen

e HDMI-Ethernet-Kanal - Fiigt Hochgeschwindigkeits-Netzwerkbetrieb zu einer HDMI-Verbindung hinzu, damit Benutzer ihre IP-
fahigen Gerate ohne separates Ethernet-Kabel in vollem Umfang nutzen kénnen

e Audioriickkanal - Ermdglicht einem HDMI-verbundenen Fernseher mit eingebautem Tuner, Audiodaten ,vorgeschaltet” an ein
Surround-Audiosystem zu senden, wodurch ein separates Audiokabel UberflUssig ist
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3D - Definiert Eingabe-/Ausgabeprotokolle fur wichtige 3D-Videoformate, was den echten 3D-Spielen und 3D-Heimkino-
Anwendungen den Weg ebnet

Inhaltstyp - Echtzeit-Signalisierung von Inhaltstypen zwischen Anzeige- und Quellgerédten, wodurch ein Fernsehgeréat
Bildeinstellungen basierend auf Inhaltstypen optimieren kann

Zusétzliche Farbraume - Flgt Unterstltzung fur weitere Farbmodelle hinzu, die in der Digitalfotografie und Computergrafik
verwendet werden

4K-Support — Ermdglicht Video-Auflésungen weit Uber 1080p und unterstitzt somit Bildschirme der ndchsten Generation, welche
den Digital Cinema-Systemen gleichkommen, die in vielen kommerziellen Kinos verwendet werden

HDMI-Mikro-Anschluss - Ein neuer, kleinerer Anschluss fur Telefone und andere tragbare Geréte, der Video-Aufldsungen bis zu
1080p unterstiitzt

Fahrzeug-Anschlusssystem - Neue Kabel und Anschlisse fur Fahrzeug-Videosysteme, die speziell fir die einzigarten
Anforderungen des Fahrumfeldes entworfen wurden und gleichzeitig echte HD-Qualitat liefern

Vorteile von HDMI

46

Qualitats-HDMI Ubertragt unkomprimiertes digitales Audio und Video bei héchster, gestochen scharfer Bildqualitat.

Kostenglnstige HDMI bietet die Qualitdt und Funktionalitét einer digitalen Schnittstelle, wahrend sie auch unkomprimierte
Videoformate in einer einfachen, kosteneffektiven Weise unterstitzt.

Audio-HDMI unterstitzt mehrere Audioformate, von Standard-Stereo bis hin zu mehrkanaligem Surround-Sound

HDMI kombiniert Video und Mehrkanalaudio in einem einzigen Kabel, wodurch Kosten, Komplexitdt und das Durcheinander von
mehreren Kabeln, die derzeit in AV-Systemen verwendet werden, wegfallen.

HDMI unterstutzt die Kommunikation zwischen der Videoqguelle (wie z. B. einem DVD-Player) und dem DTV, und erméglicht dadurch
neue Funktionen.
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Entfernen und Einbauen von Komponenten

Dieser Abschnitt bietet detaillierte Informationen Uber das Entfernen und Einbauen von Komponenten Ihres Computers.

Themen:

*  Sicherheitshinweise
*  Empfohlene Werkzeuge

. Stift

¢ SIM-Karte

e Speicherkarte

. Griff

e Verriegelungsklappen
e Akku

e Sekundérer SSD-Trager

. Primarer SSD-Trager

« SSD

*  Festplattentrager

¢ Untere Gehduseabdeckung

*  Tastatur

«  WWAN-Karte

¢ WLAN-Karte

¢ Global Positioning System (GPS)

e Speichermodule

*  Knopfzellenbatterie

e PCle-Kuhlkérper-Lifterbaugruppe

*  Primare SSD-Schiene

*  Docking-Port-Baugruppe

e Kuhlkérperbaugruppe

¢  Hintere E/A-Platine (Eingabe/Ausgabe)
e Scharnierabdeckungen

¢ Bildschirmbaugruppe

¢ LCD-Blende und Baugruppe der hinteren Bildschirmabdeckung

. Mikrofon
. Kamera
e Akkufach

. Linke E/A-Platine

e Smart Card

*  ExpressCard-Lesegeréat
e Lautsprecher

*  Systemplatine

¢ Optisches Laufwerk

¢ Untere Sockelbaugruppe

Sicherheitshinweise

Beachten Sie folgende Sicherheitsrichtlinien, damit Ihr Computer vor méglichen Schaden geschitzt und Ihre eigene Sicherheit
sichergestellt ist. Wenn nicht anders angegeben, wird bei jedem in diesem Dokument vorgestellten Verfahren vorausgesetzt, dass
folgende Bedingungen zutreffen:

e Sie haben die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise gelesen.
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e Eine Komponente kann ersetzt oder, wenn sie separat erworben wurde, installiert werden, indem der Entfernungsvorgang in
umgekehrter Reihenfolge ausgefthrt wird.
A WARNUNG: Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausfiihren, lesen Sie zunachst die im Lieferumfang
des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Zuséatzliche Informationen zur bestmdéglichen Einhaltung der
Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Einhaltung behérdlicher Auflagen.

Manche Reparaturarbeiten diirfen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgefiihrt werden.
MaB3nahmen zur Fehlerbehebung oder einfache Reparaturen sollten Sie nur dann selbst durchfiihren, wenn dies laut
Produktdokumentation genehmigt ist, oder wenn Sie vom Team des Online- oder Telefonsupports dazu aufgefordert
werden. Schaden durch nicht von Dell genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise, die Sie zusammen mit lhrem Produkt erhalten haben.

Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mittels eines Erdungsarmbandes oder
durch regelmafliges Beriihren einer nicht lackierten metallenen Oberflache (beispielsweise eines Anschlusses auf der
Riickseite des Computers).

Gehen Sie mit Komponenten und Erweiterungskarten vorsichtig um. Beriihren Sie keine Komponenten
oder Kontakte auf der Karte. Halten Sie die Karte méglichst an ihren Kanten oder dem Montageblech. Fassen Sie
Komponenten wie Prozessoren grundsétzlich an den Kanten und niemals an den Kontaktstiften an.

Ziehen Sie beim Trennen eines Kabels vom Computer nur am Stecker oder an der Zuglasche und
nicht am Kabel selbst. Einige Kabel haben Stecker mit Sicherungsklammern. Wenn Sie ein solches Kabel abziehen,
driicken Sie vor dem Herausziehen des Steckers die Sicherungsklammern nach innen. Ziehen Sie beim Trennen von
Steckverbindungen die Anschliisse immer gerade heraus, damit Sie keine Anschlussstifte verbiegen. Richten Sie vor
dem Herstellen von Steckverbindungen die Anschliisse stets korrekt aus.

@ ANMERKUNG: Trennen Sie den Computer vom Netz, bevor Sie die Computerabdeckung oder Verkleidungselemente entfernen.
Bringen Sie nach Abschluss der Arbeiten innerhalb des Tablets alle Abdeckungen, Verkleidungselemente und Schrauben wieder an,
bevor Sie das Gerat erneut an das Stromnetz anschlief3en.

Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Lithium-lonen-Akkus in Laptops. Geschwollene Akkus diirfen nicht
verwendet werden und sollten ausgetauscht und fachgerecht entsorgt werden.

@ ANMERKUNG: Die Farbe Ihres Computers und bestimmter Komponenten kann von den in diesem Dokument gezeigten Farben
abweichen.

Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers

Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsoberflache eben und sauber ist, damit die Computerabdeckung nicht zerkratzt wird.
Schalten Sie den Computer aus.
Falls der Computer mit einem Docking-Gerat verbunden ist, trennen Sie die Verbindung.

N N

Trennen Sie alle Netzwerkkabel vom Computer (falls verfugbar).

Wenn der Computer einen RJ45-Anschluss hat, trennen Sie das Netzwerkkabel, indem Sie zuerst das
Kabel vom Computer abziehen.

5. Trennen Sie Ihren Computer sowie alle daran angeschlossenen Gerate vom Stromnetz.
6. Offnen Sie den Bildschirm.
7. Halten Sie den Betriebsschalter fur einige Sekunden gedriickt, um die Systemplatine zu erden.
Um elektrische Schldage zu vermeiden, trennen Sie den Computer von der Steckdose, bevor Sie mit
Schritt 8 beginnen.

Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mit einem Erdungsarmband oder durch
regelmafBliges Beriihren einer nicht lackierten metallenen Oberflache, wahrend Sie einen Anschluss auf der Riickseite
des Computers beriihren.

8. Entfernen Sie alle installierten ExpressCards oder Smart-Karten aus den entsprechenden Steckplatzen.
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Sicherheitsvorkehrungen

Beachten Sie dabei die Sicherheitsvorkehrungen, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden, wenn Sie eine Installation oder
einen Ausbau bzw. einen Wiedereinbau vornehmen:

Schalten Sie das System und alle angeschlossenen Peripheriegerate aus.

Trennen Sie das System und alle angeschlossenen Peripheriegerate von der Stromversorgung, und entfernen Sie den Akku.
Trennen Sie alle Netzwerkkabel, Telefon- oder Telekommunikationsleitungen vom System.

Verwenden Sie ein Erdungsarmband und eine Matte beim Arbeiten im Innern eines Computersystems, um Schaden durch
elektrostatische Entladungen (ESD) zu vermeiden.

Nach dem Entfernen einer Systemkomponente setzen Sie die entfernte Komponente vorsichtig auf eine antistatische Matte.
Tragen Sie Schuhe mit nicht-leitféhigen Gummisohlen, um das Risiko eines elektrischen Schlages oder einer schweren Verletzung
durch einen Elektrounfall zu reduzieren.

Standby-Stromversorgung

Dell-Produkte mit Standby-Stromversorgung mussen vollstdndig vom Strom getrennt sein, bevor das Gehduse gedffnet wird. Systeme
mit Standby-Stromversorgung werden im ausgeschalteten Zustand mit einer minimalen Stromzufuhr versorgt. Durch die interne
Stromversorgung kann das System remote eingeschaltet werden (Wake on LAN), vortibergehend in einen Ruhemodus versetzt werden
und verflgt Uber andere erweiterte Energieverwaltungsfunktionen.

Nach dem Trennen des Systems von der Stromversorgung und vor dem Entfernen der Komponenten warten Sie ca. 30 bis 45 Sekunden,
bis das System sicher stromlos ist.

Bonding

Bonding ist eine Methode zum Anschlief3en von zwei oder mehreren Erdungsleitern an dieselbe elektrische Spannung. Dies erfolgt durch
die Nutzung eines Field Service Electrostatic Discharge(ESD)-Kits. Stellen Sie beim Anschlief3en eines Bonddrahts immer sicher, dass er
mit blankem Metall und nicht mit einer lackierten oder nicht metallischen Flache verbunden ist. Das Armband sollte sicher sitzen und sich in
vollem Kontakt mit Ihrer Haut befinden. Entfernen Sie auf3erdem immer samtlichen Schmuck wie Uhren, Armbander oder Ringe, bevor Sie
die Bonding-Verbindung mit dem Gerét herstellen.

Abbildung 7. Ordnungsgeméf3es Bonding

Elektrostatische Entladung:Schutz

Die elektrostatische Entladung ist beim Umgang mit elektronischen Komponenten, insbesondere empfindlichen Komponenten wie z. B.
Erweiterungskarten, Prozessoren, Speicher-DIMMs und Systemplatinen, ein wichtiges Thema. Sehr leichte Ladungen kdnnen Schaltkreise
bereits auf eine Weise schadigen, die eventuell nicht offensichtlich ist (z. B. zeitweilige Probleme oder eine verkiirzte Produktlebensdauer).
Da die Branche auf geringeren Leistungsbedarf und héhere Dichte dréngt, ist der ESD-Schutz von zunehmender Bedeutung.

Aufgrund der héheren Dichte von Halbleitern, die in aktuellen Produkten von Dell verwendet werden, ist die Empfindlichkeit gegenlber
Beschadigungen durch elektrostatische Entladungen inzwischen gréfier als bei friheren Dell-Produkten. Aus diesem Grund sind einige
zuvor genehmigte Verfahren zur Handhabung von Komponenten nicht mehr anwendbar.

Es gibt zwei anerkannte Arten von Schaden durch elektrostatische Entladung (ESD) katastrophale und gelegentliche Ausfélle.
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e Katastrophal — Der Schaden verursacht einen sofortigen und kompletten Verlust der Geratefunktion Ein Beispiel eines katastrophalen
Ausfalls ist ein Speicher-DIMM, das einen elektrostatischen Schock erhalten hat und sofort das Symptom ,No POST/No Video® (Kein
POST/Kein Video) mit einem Signaltoncode erzeugt, der im Falle von fehlendem oder nicht funktionsfahigem Speicher ertont.

@lANMERKUNG: Katastrophale Ausfalle machen etwa 20 Prozent der ESD-bezogenen Ausfélle aus.

e Gelegentlich — Das DIMM erhélt einen elektrostatischen Schock, aber die Ablaufverfolgung erfolgt nur langsam, sodass nicht sofort
ausgehende Symptome im Bezug auf die Beschadigung erzeugt werden. Die Verlangsamung der Ablaufverfolgung kann Wochen oder
Monate andauern und kann in der Zwischenzeit zur Verschlechterung der Speicherintegritat, zu zeitweiligen Speicherfehlern usw.
flhren.

ANMERKUNG: Gelegentliche Ausfalle machen etwa 80 Prozent der ESD-bezogenen Ausfalle aus. Die hohe Rate gelegentlicher

Ausfalle bedeutet, dass auftretende Schaden in den meisten Fallen nicht sofort zu erkennen sind.

Gelegentliche Ausfalle (auch bekannt als latente Ausfalle oder ,walking wounded*) sind deutlich schwieriger zu erkennen und zu beheben.
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel fur einen zeitweiligen Schaden im Hinblick auf die Speicher-DIMM-Ablaufverfolgung. Obwohl der
Schaden erfolgt ist, werden die Symptome fir einige Zeit nach der Beschadigung nicht zum Problem oder flhren nicht zu permanenten
Ausfallsymptomen.

l:-,IIlJlj;t > ; . 25,000%

Abbildung 8. Gelegentlicher (latenter) Schaden an einer Kabelablaufverfolgung

Fuhren Sie die folgenden Schritte durch, um Besch&digungen durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden:
e Verwenden Sie ein kabelgebundenes ESD-Armband, das ordnungsgemaf geerdet ist.
Die Verwendung von drahtlosen antistatischen Armb&ndern ist nicht mehr zuléssig; sie bieten keinen ausreichenden Schutz.

Das Beruhren des Gehéuses vor der Handhabung von Komponenten bietet keinen angemessenen ESD-Schutz auf Teilen mit erhdhter
Empfindlichkeit auf ESD-Schaden.

Abbildung 9. ,,Blankes Metall“-Erdung des Gehauses (unzuldssig)

e Arbeiten Sie mit statikempfindlichen Komponenten ausschlieflich in einer statikfreien Umgebung. Verwenden Sie nach Méglichkeit
antistatische Bodenmatten und Werkbankunterlagen.

e Statikempfindliche Komponenten sollten an den Seiten und nicht am oberen Teil angefasst werden. Berthren Sie keine Stifte oder
Platinen.
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e Beim Auspacken einer statikempfindlichen Komponente aus dem Versandkarton, entfernen Sie die Komponente erst aus der
antistatischen Verpackung, wenn Sie bereit sind, die Komponente tatsachlich zu installieren. Stellen Sie vor dem Entfernen der
antistatischen Verpackung sicher, dass Sie statische Elektrizitat aus Ihrem Korper ableiten.

e | egen Sie eine statikempfindliche Komponente vor deren Transport in einen antistatischen Behélter oder eine antistatische
Verpackung.

Das ESD-Service-Kit vor Ort

Das nicht kontrollierte Service-Kit ist das am hdufigsten verwendete Service-Kit. Jedes Service-Kit beinhaltet drei Hauptkomponenten:
antistatische Matte, Armband, und Bonddraht.

Abbildung 10. ESD-Service-Kit

Die antistatische Matte ist ableitfahig. Wahrend Wartungsverfahren sollten Sie Teile darauf ablegen. Wenn Sie mit einer antistatischen
Matte arbeiten, sollte Ihr Armband fest angelegt und der Bonddraht mit der Matte und mit sémtlichen blanken Metallteilen im System
verbunden sein, an denen Sie arbeiten. Nach ordnungsgemaéfer Bereitstellung kénnen Ersatzteile aus dem ESD-Beutel entnommen und
auf der Matte platziert werden. Denken Sie daran, dass ESD-empfindliche Elemente nur in Ihrer Hand, auf der ESD-Matte, im System oder
innerhalb des Beutels sicher geschitzt sind.

Abbildung 11. Antistatische Matte

Das Armband und der Bonddraht kénnen entweder direkt zwischen Ihrem Handgelenk und blankem Metall auf der Hardware befestigt
werden, falls die ESD-Matte nicht erforderlich ist, oder mit der antistatischen Matte verbunden werden, sodass Hardware geschitzt wird,
die vorlUbergehend auf der Matte platziert wird. Die physische Verbindung zwischen dem Armband bzw. dem Bonddraht und Ihrer Haut,
der ESD-Matte und der Hardware wird als Bonding bezeichnet. Verwenden Sie nur Service-Kits mit einem Armband, einer Matte und
Bonddraht. Verwenden Sie niemals kabellose Armbander.

Bedenken Sie immer, dass bei den internen Kabeln eines Erdungsarmbands die Gefahr besteht, dass sie durch normale
Abnutzung beschadigt werden, und daher mussen Sie regelméfiig mit einem Armbandtester gepriift werden, um versehentliche ESD-
Hardwareschaden zu vermeiden. Es wird empfohlen, das Armband und den Bonddraht mindestens einmal pro Woche zu Uberprtfen.
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Tabelle 23. Erdungsarmbénder

Armband und Bonding-Draht Drahtloses ESD-Armband (unzulassig)

ESD-Armbandtester

Die Kabel innerhalb eines ESD-Armbands sind anfallig fur Schaden im Laufe der Zeit. Bei der Verwendung eines nicht kontrollierten Kits
sollten Sie das Armband regelméaflig vor jeder Wartungsanfrage bzw. mindestens einmal pro Woche testen. Ein Armbandtester ist fir diese
Zwecke die beste Losung. Wenn Sie keinen eigenen Armbandtester besitzen, fragen Sie bei Ihrem regionalen Buro nach, ob dieses Uber
einen verflgt. Stecken Sie fur den Test den Bonddraht des Armbands in den Tester (wéhrend das Armband an Ihrem Handgelenk angelegt
ist) und drlcken Sie die Taste zum Testen. Eine griine LED leuchtet auf, wenn der Test erfolgreich war. Eine rote LED leuchtet auf und ein
Alarmton wird ausgegeben, wenn der Test fehlschlagt.

Abbildung 12. Armbandtester

Isolatorelemente

Es ist sehr wichtig, ESD-empfindliche Geréte, wie z. B. Kunststoff-Kuhlkdrpergehause, von internen Teilen fernzuhalten, die Isolatoren sind
und oft stark geladen sind.
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Tabelle 24. Positionierung der Isolatorelemente

Unzulédssig - DIMM, die sich auf einem Isolator-Bestandteil Zuldssig - DIMM, die vom Isolator-Bestandteil getrennt sind
(Kunststoff-Kiihlkdrpergehduse) befinden

Ziehen Sie die Arbeitsumgebung in Betracht

Vor der Bereitstellung des ESD-Service-Kits sollten Sie die Situation am Standort des Kunden Uberpriifen. Zum Beispiel unterscheidet sich
die Bereitstellung des Kits fUr eine Serverumgebung von der Bereitstellung fiir eine Desktop-PC- oder mobile Umgebung. Server werden
in der Regel in einem Rack innerhalb eines Rechenzentrums montiert. Desktop-PCs oder tragbare Geréte befinden sich normalerweise auf
Schreibtischen oder an Arbeitsplatzen.

Achten Sie stets darauf, dass Sie Uber einen grof3en, offenen, ebenen und Ubersichtlichen Arbeitsbereich mit ausreichend Platz fur die
Bereitstellung des ESD-Kits und mit zusétzlichem Platz fr den jeweiligen Systemtyp verfligen, den Sie reparieren. Der Arbeitsbereich
sollte zudem frei von Isolatoren sein, die zu einem ESD-Ereignis fUhren kdnnen. Isolatoren wie z. B. Styropor und andere Kunststoffe
sollten vor dem physischen Umgang mit Hardwarekomponenten im Arbeitsbereich immer mit mindestens 12" bzw. 30 cm Abstand von
empfindlichen Teilen platziert werden.

ESD-Verpackung

Alle ESD-empfindlichen Gerate mussen in einer Schutzverpackung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung geliefert und
empfangen werden. Antistatische Beutel aus Metall werden bevorzugt. Beschédigte Teile sollten Sie immer unter Verwendung des
gleichen ESD-Beutels und der gleichen ESD-Verpackung zurtickschicken, die auch fir den Versand des Teils verwendet wurde. Der ESD-
Beutel sollte zugefaltet und mit Klebeband verschlossen werden und Sie sollten dasselbe Schaumstoffverpackungsmaterial verwenden,
das in der Originalverpackung des neuen Teils genutzt wurde.

ESD-empfindliche Geréte sollten aus der Verpackung nur an einer ESD-geschitzten Arbeitsflache entnommen werden und Ersatzteile
sollte nie auf dem ESD-Beutel platziert werden, da nur die Innenseite des Beutels abgeschirmt ist. Legen Sie Teile immer in Ihre Hand, auf
die ESD-Matte, ins System oder in einen antistatischen Beutel.
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Abbildung 13. ESD-Verpackung

Transport empfindlicher Komponenten

Wenn empfindliche ESD-Komponenten, wie z. B. Ersatzteile oder Teile, die an Dell zuriickgesendet werden sollen, transportiert werden, ist
es duflerst wichtig, diese Teile fir den sicheren Transport in antistatischen Behaltern zu platzieren.

ESD-Schutz Zusammenfassung

Es wird empfohlen, dass Servicetechniker das herkémmliche verkabelte ESD-Erdungsarmband und die antistatische Matte jederzeit bei
der Wartung von Dell Produkten verwenden. Darlber hinaus ist es 8uf3erst wichtig, dass Techniker wahrend der Wartung empfindliche
Teile separat von allen Isolatorteilen aufbewahren und dass sie einen antistatischen Beutel fUr den Transport empfindlicher Komponenten
verwenden.

Hebevorrichtung

@ ANMERKUNG: Heben Sie nicht mehr als 23 Kilo. Bitten Sie immer eine weitere Person oder Personen um Hilfe, oder verwenden Sie
eine mechanische Hebevorrichtung.

Beachten Sie die folgenden Richtlinien beim Heben von Geréaten:

1. Stehen Sie gerade und verteilen Sie Ihr Gewicht auf beide Fuf3e. Um einen stabilen Stand zu haben, stellen Sie die Fif3e etwas
auseinander und drehen Sie die Zehen nach auf3en.

Beugen Sie die Knie. Knicken Sie in der Hufte nicht ab.

Spannen Sie die Bauchmuskeln an. Die Bauchmuskulatur unterstitzt den Rucken, wenn Sie etwas anheben, und gleichen die Last aus.
Heben Sie die Last mit den Beinen, nicht mit dem Rucken.

Halten Sie die Last nahe am Korper. Je naher die Last am Rucken ist, desto weniger wird Ihr Rucken belastet.

Halten Sie den Ricken gerade, unabhéngig davon, ob Sie die Last anheben oder absetzen. Heben Sie nicht noch zuséatzlich zu der Last
Ihr Kérpergewicht an. Verdrehen Sie weder Ihren Kérper an sich noch Ihren Ricken.

SIS PN
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7. Befolgen Sie die gleichen Techniken in umgekehrter Reihenfolge zum Abstellen der Last.

Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers

Stellen Sie nach Abschluss von Aus- und Einbauvorgangen sicher, dass Sie externe Gerate, Karten und Kabel wieder anschlief3en, bevor
Sie den Computer einschalten.
Verwenden Sie ausschlief3lich Akkus fiir genau diesen Dell-Computer, um Beschddigungen des Computers
zu vermeiden. Verwenden Sie keine Akkus, die fiir andere Dell-Computer bestimmt sind.

1. Schlief3en Sie alle externen Geréate an, etwa Port-Replicator oder Media Base, und setzen Sie alle Karten wieder ein, etwa eine
ExpressCard.
2. Schlief3en Sie die zuvor getrennten Telefon- und Netzwerkkabel wieder an den Computer an.

Wenn Sie ein Netzwerkkabel anschlief3en, verbinden Sie das Kabel zuerst mit dem Netzwerkgerat und
danach mit dem Computer.

3. Schlief3en Sie den Computer sowie alle daran angeschlossenen Gerate an das Stromnetz an.
4. Schalten Sie den Computer ein.

Empfohlene Werkzeuge

Fur die in diesem Dokument beschriebenen Verfahren sind folgende Werkzeuge erforderlich:
e Kreuzschlitzschraubendreher Nr. O

Kreuzschlitzschraubenzieher Nr. 1

Kunststoffstift

5,5-mm-Steckschlissel

Eine Pinzette

®| ANMERKUNG: Der Schraubenzieher #0 ist fur die Schrauben 0-1und der Schraubenzieher #1 fir die Schrauben 2-4 bestimmt.

Stift

Entfernen des Stifts

Holen Sie den Stift aus dem Steckplatz heraus.
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Anbringen des Stifts

Setzen Sie den Stift in den Steckplatz.

SIM-Karte

Entfernen der SIM-Karte

1. Entfernen Sie die einzelne 'M2*3'-Schraube [1] und trennen Sie die SIM-Abdeckungsverriegelung vom SIM-Kartensteckplatz [2].
2. Holen und Sie die SIM-Karte aus dem Steckplatz [3] auf der Systemplatine heraus und entfernen Sie die.
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3. Schlief3en Sie die rechte E/A-Klappe und schieben Sie die Verriegelung in die verriegelte Position.

4. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Installieren der SIM-Karte

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Schieben Sie an der Verriegelung [1], um die Position zu entsperren, und 6ffnen Sie die rechte E/A-Klappe [2].
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3. Setzen Sie die SIM-Karte in den Steckplatz [1] auf der Systemplatine ein und platzieren Sie die SIM-Abdeckungsverriegelung auf dem
SIM-Kartensteckplatz [2].

4. Montieren Sie die einzelne 'M2*3'-Schraube [3], mit der die SIM-Abdeckungsverriegelung am Gehause befestigt ist, und ziehen Sie sie
fest.

Speicherkarte
Einbauen der Speicherkarte

1. Offnen Sie die rechte E/A-Klappe.
2. Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz auf der Systemplatine ein.
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Entfernen der Speicherkarte

1. Entfernen Sie die Speicherkarte aus dem Steckplatz auf der Systemplatine.

2. Schlief3en Sie die rechte E/A-Klappe..

Griff

Entfernen des Griffs

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
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2. Die Epoxy-Schrauben an den folgenden Stellen bediirfen besonderer Aufmerksamkeit. Diese Schrauben
lassen sich nur schwer entfernen und kénnen beim Entfernen beschadigt werden. Um eine Beschaddigung der
Schrauben und des umgebenden Kunststoffs zu vermeiden, sollten Sie fiir jeden Schraubentyp den passenden
Schraubendreher verwenden .

Entfernen Sie die vier M3*6-Schrauben [1], die zur Befestigung des Griffs und der Metallhalterungen am Computer angebracht sind.
3. Trennen Sie die Metallhalterung [2] und den Griff vom Computer [3].

Einbauen des Griffs

1. Installieren Sie den Griff [1] auf dem Computer und positionieren Sie die Metallhalterungen [2] auf dem Griff.

2. Ziehen Sie die vier M3*6-Schrauben [3] an, mit denen der Griff am Computer befestigt wird.

1)
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3. Befolgen Sie die Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Verriegelungsklappen

Entfernen der Verriegelungsklappen

1. Folgen Sie den Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Offnen Sie die E/A-Klappe.

3. Entfernen Sie die Schrauben [1], mit denen die Klappenscharniere am Computer befestigt sind, und heben Sie die E/A-Klappe [2] vom
Computer ab.

Einbauen der Verriegelungsklappen

1. Installieren Sie die Klappe auf dem Computer [1].
2. Bringen Sie die Schrauben an, mit denen die Klappenscharniere am Computer befestigt werden [2].
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3. Verriegeln Sie die E/A-Klappe.
4. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

@lANMERKUNG: Je nach Lage hat jede Klappe eine, zwei oder drei Schrauben.

Akku

Entfernen des Akkus

1. @ ANMERKUNG: Dieses Notebook bietet Platz fur zwei Hot-Swap-fahige Batterien (primére und optionale), bei beiden Batterien
werden dieselben Installations- und Entfernungsverfahren verwendet.
Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Before working inside your computer (Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des
Computers).
2. Entsperren Sie die Batterie [1] und schieben Sie den Riegel entlang der Aussparung vorbei, um den Sperrmechanismus zu l6sen.
3. Hebeln Sie am Aussparungspunkt [2] und schieben Sie die Batterie nach vorne [3], um sie aus dem Computer zu entfernen.
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Einsetzen der Batterien

1. Schieben Sie die Batterie in das Batteriefach, um die Batteriekontakte [1], mit einem auf dem Computer.
2. Dricken Sie auf die Kante der Batterie [2], um den Verriegelungsmechanismus zu betétigen, und sperren Sie die Batterie [3].
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3. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

@ ANMERKUNG: Dieses Notebook bietet Platz fur zwei Hot-Swap-fahige Batterien (primére und optionale), bei beiden Batterien
werden dieselben Installations- und Entfernungsverfahren verwendet.
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Sekundarer SSD-Trager

Entfernen des sekundaren SSD-Tragers

1. Folgen Sie den Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Schieben Sie an der Verriegelung [1], um die Position zu entsperren, und 6ffnen Sie die rechte E/A-Klappe [2].

(\

3. Entriegeln Sie den SSD-Trager, indem Sie den blauen Festplatten-Entriegelungsriegel nach links schieben [1].
4. Ziehen Sie den SSD-Tréger mithilfe der blauen Lasche aus dem System [2].

i)
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Installieren des sekundaren SSD-Tragers

1. Schieben Sie den sekundaren SSD-Trager [1] in den Steckplatz auf dem Computer.
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2. Dricken Sie den Trager im Steckplatz, bis die blaue Lasche einrastet und schlief3en Sie die rechte E/A-Klappe [2].

3. Schieben Sie den Riegel in die Verriegelungsposition, um die Klappe zu verriegeln.

28

4. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Primarer SSD-Trager

Entfernen des primaren SSD-Tragers

1. Folgen Sie den Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Der Versuch, den primaren SSD-Tréager aus einem funktionsfahigen Computer zu holen, kann dazu
fluhren, dass das Betriebssystem abstiirzt und Daten verloren gehen.
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2. Entfernen Sie die Batterien.
3. Entriegeln Sie den SSD-Trager durch Schieben des blauen Festplatten-Entriegelungsriegels [1] nach rechts.
4. Schieben Sie den SSD-Trager mithilfe der blauen Zuglasche [2] aus dem Computer heraus.

b

Installieren des primaren SSD-Tragers

1. Setzen Sie den priméaren SSD-Trager [1] in den Computer ein.
2. Dricken Sie den Trager in den Schacht, bis die blaue Sperrklinke einrastet, und schlief3en Sie die rechte E/A-Klappe [2].

D> 2

3. Bauen Sie die Batterien ein.
4. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
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SSD

Entfernen der SSD aus dem Trager

1.

Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Before working inside your computer (Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des

Computers).
Entfernen Sie folgende Komponenten:

a. Batterien.
b. SSD (primére oder sekundare).

Entfernen Sie die beiden 'M2*5'-Schrauben [1] und drehen Sie den SSD-Trager um [2].
Entfernen Sie die einzelne 'M2*5'-Schraube [3] und trennen Sie die Abdeckung von dem SSD-Trager [4].

|
=

v |
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B. Holen Sie die SSD und den Interposer [1] aus dem SSD-Tragerfach heraus.

6. Drehen Sie die Baugruppe [2] um und trennen Sie die SSD vom Interposer [3].

Einbauen der SSD in den Trager

1.

Verbinden Sie die SSD mit dem Interposer [1] und drehen Sie sie [2].

2. Setzen Sie die SSD mit dem Interposer in das vormontierte SSD-Tragerfach mit dem neuen Warmeleitpad ein [3].

=

3. Bringen Sie die Abdeckung [1] auf dem SSD-Tréager an und montieren Sie die einzelne 'M2*5'-Schraube [2].
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4. Drehen Sie den SSD-Trager um [3] und ziehen Sie die beiden 'M2*5'-Schrauben [4] an, mit denen die Abdeckung am SSD-Trager
befestigt wird.

5. Bauen Sie folgende Komponenten ein:

a. SSD (priméare oder sekundare).
b. Batterien

6. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Festplattentrager

Entfernen des Festplattentragers

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Before working inside your computer (Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des
Computers).

2. Entfernen Sie die Batterien.
3. Dricken Sie auf den blauen Riegel [1] und schieben Sie den Festplattentrager aus dem Steckplatz auf dem System [2].

s

4. @ ANMERKUNG: Je nach bestellter Konfiguration verfigt das System moglicherweise Uber ein Festplattenlaufwerk oder ein
SSD-Laufwerk im Trager. Der Installations-und Entfernungsvorgang bleibt gleich.

Entfernen Sie die sechs Schrauben [1] und heben Sie die Abdeckung von der Oberseite des Trégers ab [2].
5. Entfernen Sie die einzelne Schraube [3] und schieben Sie das SSD-Laufwerk aus dem Trager [4].
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Einbauen des Festplattentragers

1. Schieben Sie das SSD-Laufwerk in den Tréger [1] und befestigen Sie es mit einer einzelnen Schraube [2].
2. Befestigen Sie die Abdeckung am Trager [3] und ziehen Sie die sechs Schrauben [4] an.

I

3. Schieben Sie den Festplattentrager in den Steckplatz [1] und schlief3en Sie die E/A-Klappe [2].
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Untere Gehauseabdeckung

Entfernen der unteren Gehauseabdeckung

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Before working inside your computer (Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des
Computers).

2. Entfernen Sie folgende Komponenten:
a. Batterien.

3. Entfernen Sie die 21'M2.5*5'-Schrauben an der Unterseite der Gehauseabdeckung [1] und entfernen Sie die Unterseite der
Gehauseabdeckung [2] aus dem Computer.

Einbauen der unteren Gehauseabdeckung

1. Montieren Sie die untere Gehauseabdeckung Uber dem unteren Sockel [1] des Computers.
2. Montieren Sie die 21 'M2.5*5'-Schrauben [2] an der unteren Gehduseabdeckung.
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3. Bauen Sie folgende Komponenten ein:
a. Batterien
4. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Tastatur

Entfernen der Tastatur

1. Folgen Sie den Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie die Batterien.
3. Entfernen Sie die sechs 'M2.5*5'-Schrauben auf der Tastatur [1] und hebeln Sie die Unterseite der Tastatur [2] auf.
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5. Entfernen Sie die vier 'M2*3'-Schrauben [1] auf der Tastaturabdeckung und entfernen Sie sie aus dem Computer [2].
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6. Ziehen Sie das Band auf der Tastatur und der Hintergrundbeleuchtung-FPC [1] ab und trennen Sie es von der Systemplatine [2].

@ ANMERKUNG: Moglicherweise ist eine Pinzette erforderlich, um auf die Tastatur und die Hintergrundbeleuchtungs-FPC-
AnschlUsse auf der Systemplatine zuzugreifen.

7. Trennen Sie die Tastatur vom System [3].

Einsetzen der Tastatur

1. Installieren Sie die Tastatur [1] und schlief3en Sie die Tastatur und den Hintergrundbeleuchtungs-FPC an die Systemplatine [2] an.
2. Sichern Sie die Tastatur und die Hintergrundbeleuchtungs-FPC-Verbindungen mittels Isolierband [3].
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3. Installieren Sie die Tastaturabdeckung [1] und ziehen Sie die vier 'M2*3'-Schrauben [2] an, um sie am Gehause zu befestigen.
4. Drehen Sie die Tastatur [3] auf dem Geh&use [3] um.

D
N
: I

B. Schieben Sie die Tastatur in Richtung LCD [1], um sie auf die Schraubenbohrungen [2] auszurichten.
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6. Montieren Sie die sechs 'M2.5*5'-Schrauben auf der Tastatur, um sie am Computer zu befestigen.

7. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

WWAN-Karte

Entfernen der WWAN-Karte

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Before working inside your computer (Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des
Computers).

2. Entfernen Sie folgende Komponenten:

a. Batterien
b. Untere Gehduseabdeckung
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3. Entfernen Sie die einzelne 'M2*3'-Schraube [1] und entfernen Sie die Metallhalterung [2] auf der WWAN-Karte.
4. Trennen Sie die Antennenkabel [3] und entfernen Sie die WWAN-Karte [4] aus dem M.2-Steckplatz an der Systemplatine.

Einbauen der WWAN-Karte

1. Setzen Sie die WWAN-Karte in den M.2-Steckplatz [1] auf der Systemplatine und schlief3en Sie die Antennenkabel an [2].

2. Befestigen Sie die WWAN-Karte mithilfe der Metallhalterung [3] und ziehen Sie die einzelne M2.3-Schraube an [4], um die WWAN-
Karte an der Systemplatine zu befestigen.
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3. Bauen Sie folgende Komponenten ein:

a. Untere Gehduseabdeckung
b. Batterien

4. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

WLAN-Karte

Entfernen der WLAN-Karte

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Before working inside your computer (Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des
Computers).

2. Entfernen Sie folgende Komponenten:

a. Batterien
b. Untere Gehduseabdeckung

3. Entfernen Sie die einzelne 'M2*3'-Schraube [1] und entfernen Sie die Metallhalterung [2] an der WLAN-Karte.
4. Trennen Sie die Antennenkabel [3] und entfernen Sie die WLAN-Karte aus dem M.2-Steckplatz [4] auf der Systemplatine.

Einbauen der WLAN-Karte

1. Setzen Sie die WLAN-Karte in den M.2-Steckplatz [1] auf der Systemplatine und schlief3en Sie die Antennenkabel [2] an.
2. Platzieren Sie die Metallhalterung auf der WLAN-Karte [3] und befestigen Sie sie mit den einzelnen 'M2*3'-Schraube [4].
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3. Bauen Sie folgende Komponenten ein:
a. Batterien
b. Untere Geh&useabdeckung

4. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Global Positioning System (GPS)

Entfernen des GPS-Moduls

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Before working inside your computer (Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des
Computers).

2. Entfernen Sie folgende Komponenten:

a. Batterien
b. Untere Gehduseabdeckung

3. Losen Sie das induktive Band auf dem GPS-FPC-Anschluss [1].
4. Trennen Sie den GPS-FPC-Anschluss [2] und das Antennen Kabel vom GPS-Modul [3].
B. Entfernen Sie die drei 'M2.5*5'-Schrauben [4] und nehmen Sie das GPS-Modul von der Systemplatine [5] ab.
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Einbauen des GPS-Moduls

1. Richten Sie das GPS-Modul auf der Systemplatine aus, platzieren Sie es wie gewilinscht und ziehen Sie die drei 'M2.5*5'-Schrauben
auf dem GPS-Modul an [2].

2. Schlief3en Sie das Antennenkabel [3], den GPS-FPC (zuerst die Seite mit der Systemplatine) [4] und befestigen Sie dies mit einem
Stick Band [5].
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3. Bauen Sie folgende Komponenten ein:
a. Untere Gehaduseabdeckung
b. Batterien

4. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Speichermodule

Entfernen des Speichers

1. Folgen Sie den Anweisungen unter \Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie folgende Komponenten:

a. Batterien

b. Untere Geh&useabdeckung

3. Ziehen Sie die Klammern, mit denen das Speichermodul [1] befestigt ist, heraus, bis sich der Sockel I6st, und entfernen Sie das
Speichermodul aus dem Speichersockel [2] auf der Systemplatine.
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Einbauen des Speichers

1. Richten Sie das Speichermodul aus und fligen Sie es entlang der codierten Kerbe [1] im spitzen Winkel ein und driicken Sie das
Speichermodul [2], bis die Sicherungsklammern einrasten.

2. Bauen Sie folgende Komponenten ein:
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a. Batterien
b. Untere Gehduseabdeckung

3. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Knopfzellenbatterie

Entfernen der Knopfzelle

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Before working inside your computer (Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des
Computers).

2. Entfernen Sie folgende Komponenten:
a. Untere Gehduseabdeckung
b. Batterien

3. @ ANMERKUNG: Das Entfernen oder die Entnahme der Knopfzelle kann die Systemplatinen-/BIOS-/Systemzeit auf die
Standardwerte zurticksetzen oder Bit Locker oder &hnliche Sicherheitsprotokolle aktivieren.

Trennen Sie den Knopfzellenanschluss von der Systemplatine [1] und entfernen Sie ihn aus dem System [2].

Einsetzen der Knopfzelle

1. Setzen Sie die Knopfzelle [1] ein und verbinden Sie den Anschluss der Knopfzelle mit der Systemplatine [2].
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2. Bauen Sie folgende Komponenten ein:
a. Untere Gehduseabdeckung
b. Batterien

3. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

PCle-Kuhlkorper-Lufterbaugruppe

Entfernen der PCle-Kiihlkorper-Lufterbaugruppe

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Before working inside your computer (Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des
Computers).

2. Entfernen Sie folgende Komponenten:

a. Batterien
b. Untere Gehduseabdeckung

3. Entfernen Sie die Gummdichtung [1] und die vier 'M2*3'-Schrauben auf dem SSD-Gehause.
4. Entfernen Sie die vier 'M2.5*5'-Schrauben am Lufter und die einzelne '"M2*3'-Schraube auf dem Docking-Sockel [2].
B. Trennen Sie das Lifterkabel [3] und heben Sie die PCle-Kuhlkorper-Lufterbaugruppe [4] aus dem Computer.
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6. Entfernen Sie die vier M2*3-Schrauben [1], um den Kuhlkorper vom Lufter zu trennen [2].

Installieren der PCle-Kiuhlkorper-Liifterbaugruppe

1. Setzen Sie den Lufter auf die Kuhlkdrperbaugruppe [1] und befestigen Sie ihn mit vier M2*3-Schrauben [2].
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2. Schlief3en Sie das Lifterkabel an die Systemplatine an [1] und installieren Sie die PCle-Kuhlkdrper-Lufterbaugruppe im Gehause [2].
3. |Installieren Sie die Gummidichtung [3] und setzen Sie die vier 'M2.5*5'-Schrauben auf dem LUftergehduse ein.
4. Montieren Sie die vier 'M2*3'-Schrauben auf dem SSD-Gehéause und die einzelne 'M2*3'-Schraube auf dem Docking-Sockel [4].

5. Bauen Sie folgende Komponenten ein:
a. Untere Geh&useabdeckung
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6.

b. Batterien
Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Primare SSD-Schiene

Entfernen der primaren SSD-Schiene

1.

Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Before working inside your computer (Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des
Computers).

Entfernen Sie folgende Komponenten:
a. Batterien

b. Priméare SSD

¢. Untere Gehauseabdeckung

d. PCle-Kuhlkérperbaugruppe

Losen Sie das induktive Band auf dem SSD-FPC-Anschluss [1] auf der Systemplatine und trennen Sie ihn [2].
Entfernen Sie die 6 'M2*3'-Schrauben [3] und entfernen Sie sie aus dem Computer [4].

Installieren der primaren SSD-Schiene

1.
2.

86

Verbinden Sie das SSD-Kabel [1] mit der Systemplatine und befestigen Sie es mit einem Stlck Band [2].

Installieren Sie die primare SSD-Schiene [3] auf der Systemplatine und ziehen Sie die sechs 'M2*3'-Schrauben [4] an, um sie an der
Systemplatine zu befestigen.
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3. Bauen Sie folgende Komponenten ein:
a. PCle-Kuhlkoérper-Lifterbaugruppe
b. Untere Gehduseabdeckung
¢. Primare SSD
d. Batterien
4. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Docking-Port-Baugruppe

Entfernen der Docking-Port-Baugruppe

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Before working inside your computer (Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des
Computers).

2. Entfernen Sie folgende Komponenten:

a. Batterien
b. Untere Geh&useabdeckung
c. PCle-Kuhlkérperbaugruppe
3. Losen Sie das Band, mit dem der Dock-FPC befestigt ist [1], und trennen Sie anschlief3end den Dock-FPC [2].
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4. Trennen Sie die Antennenkabel von den HF-Durchgangsverbindern und 16sen Sie die Antennenkabel aus den Kabelfihrungen auf der
Docking-Baugruppe.

5. Entfernen Sie die vier 'M2.5*5'-Schrauben [1] und trennen Sie die Docking-Board-Baugruppe aus dem Geh&use [2].
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Installieren der Docking-Port-Baugruppe

1. Installieren Sie die Docking-Port-Baugruppe [1] und installieren Sie die vier 'M2.5*5'-Schrauben [2], mit denen sie an der Systemplatine
befestigt ist.

2. Schlief3en Sie den Docking-FPC [1] an und befestigen Sie ihn mit einem Stick Band [2].
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4. Bauen Sie folgende Komponenten ein:
a. PCle-Kuhlkdrperbaugruppe
b. Batterien
¢. Untere Gehduseabdeckung
B. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Kuhlkorperbaugruppe

Entfernen der Kuhlkorperbaugruppe

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Before working inside your computer (Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des
Computers).

2. Entfernen Sie folgende Komponenten:
a. Batterien
b. Untere Gehduseabdeckung
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¢c. WLAN-Karte

d. WWAN-Karte

e. PCle-Kuhlkoérper-Lifterbaugruppe
f. Docking-Port-Baugruppe

3. @ ANMERKUNG: Abhéngig von der Reihenfolge der Konfigurationsdetails verfugt das System moglicherweise Uber eine der
Kuhlkdrperbaugruppen.

DSC-

Kuhlkorper

Losen Sie die Antennenkabel aus den Laschen am Kuhlkdrperrohr.

4. Entfernen Sie die funf 'M2.5*5'-Schrauben [1] und die zwei 'M1.6*5'-Schrauben [2] aus dem thermischen Modul.
5. Heben Sie die Kihlkérperbaugruppe aus dem Computer heraus [3].
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@lANMERKUNG: Diskrete und UMA-Sockel haben verschiedene Arten von Kihlkérperbaugruppen.

Einbauen der Kuhlkorperbaugruppe

1. Bauen Sie die Kuhlkérperbaugruppe [1] in den Computer ein und ziehen Sie die beiden 'M1.6*5°- [2] in der N&he der CPU fest.
2. Montieren Sie die funf 'M2.5*5'- [3] auf dem Temperaturmodul, mit denen das Temperaturmodul an der Systemplatine befestigt ist.

3. Fuhren Sie das Antennenkabel durch die Kabelfiihrung im Kuhlkdrperrohr.
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4. Bauen Sie folgende Komponenten ein:
Docking-Port-Baugruppe
PCle-Kuhlkérperbaugruppe
WWAN-Karte

WLAN-Karte

Untere Gehauseabdeckung
Batterien

-9 a0 oo

5. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Hintere E/A-Platine (Eingabe/Ausgabe)

Entfernen der hinteren E/A-Platine

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

@ ANMERKUNG: Ein 5-mm-SteckschlUssel sollte verwendet werden, um die Kopfschrauben, die sich im hinteren E/A-
Speicherplatz befinden, zu entfernen bzw. zu montieren.

2. Entfernen Sie folgende Komponenten:
Batterien

WLAN-Karte

WWAN-Karte
PCle-Kuhlkorper-Lufterbaugruppe
Docking-Port-Baugruppe

Untere Geh&useabdeckung

90T

Die Epoxy-Schrauben an den folgenden Stellen bediirfen besonderer Aufmerksamkeit. Diese Schrauben
lassen sich nur schwer entfernen und beim Entfernen kénnen Beschiadigungen entstehen. Um eine Beschéddigung
der Schrauben und des umgebenden Kunststoffs zu vermeiden, sollten Sie fiir jede Schraube den passenden
Schraubendreher verwenden .

3. Offnen Sie die hintere E/A-Klappe [1] und entfernen Sie die zwei 5,5-mm-Epoxy-Kopfschrauben auf dem seriellen Port [2].
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4. Losen Sie das induktive Band auf dem FPC-Anschluss der E/A-Platine [1] und trennen Sie diesen [2].

5. Heben Sie die E/A-Platine aus dem System.
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Einbauen der hinteren E/A-Platine

1. Bringen Sie die hintere E/A-Platine auf der Systemplatine an und schieben Sie den seriellen Port durch die Frontplatte .

(D ANMERKUNG: Schrauben kénnen erst Uber die hintere E/A-Tochterplatine angezogen werden, nachdem die Docking-Port-
Baugruppe eingesetzt wurde.

2. Schlief3en Sie den E/A-Platinen-FPC [1] an die Hauptplatine und dann an die E/A-Platine selbst an [2].
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3. Offnen Sie die hintere Klappe [1] und ziehen Sie die beiden Epoxy-Kopfschrauben auf dem seriellen Port im hinteren E/A-Bereich an
(2].

Q.

4. Bauen Sie folgende Komponenten ein:
a. Docking-Port-Baugruppe

PCle-Kuhlkdrper-Lufterbaugruppe

WWAN-Karte

WLAN-Karte

Untere Geh&useabdeckung

f. Batterien

®Poo0ym

5. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
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Scharnierabdeckungen

Entfernen der Scharnierabdeckungen

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Before working inside your computer (Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des
Computers).

2. Entfernen Sie folgende Komponenten:
a. Batterien
b. Untere Geh&useabdeckung
c. Kuhlkdrper

3. Entfernen Sie die beiden 'M2.5*5'-Schrauben auf beiden Seiten [1] und heben Sie sie, um die Halterungen [2] aus dem Computer zu
entfernen.

4. Drucken Sie auf die Verriegelung [1] und 6ffnen Sie die LCD-Klappe [2].
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B. Halten Sie die LCD-Klappe in einem stumpfen Winkel und driicken Sie auf das hintere Ende der Scharnierabdeckungen, um sie aus dem
Computer zu entfernen.

Einsetzen der Scharnierabdeckungen

1. Dricken Sie auf die Verriegelung [1] und 6ffnen Sie die LCD-Klappe [2].
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2. Halten Sie die LCD-Klappe in einem stumpfen Winkel gedffnet und setzen Sie die Scharnierabdeckungen von vorne ein, bis sie hérbar
in die dafur vorgesehene Stelle einrasten.

o
@"\

3. Setzen Sie die Halterungen ein [1] und befestigen Sie sie mit zwei 'M2.5*5'-Schrauben auf beiden Seiten [2].
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4. Bauen Sie folgende Komponenten ein:
a. Kuhlkdrper
b. Untere Gehduseabdeckung
c. Batterien
B. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Bildschirmbaugruppe

Entfernen der Bildschirmbaugruppe

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie folgende Komponenten:

Batterien

Untere Gehauseabdeckung

PCle-Kuhlkérperbaugruppe

Docking-Port-Baugruppe

WLAN-Karte

WWAN-Karte

GPS-Modul

Kuhlkorperbaugruppe

. Scharnierabdeckungen

3. Entfernen Sie die beiden 'M2*3'-Schrauben [1] an der EDP-Halterung und drehen Sie sie um [2].
4. Ziehen und Sie das EDP-Kabel aus der Systemplatine, trennen Sie die Verbindung [3] und I8sen Sie die Antennenkabel [4].

T g 0 0000w
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5. Offnen Sie die LCD-Klappe.

6. Die Epoxy-Schrauben an den folgenden Stellen bediirfen besonderer Aufmerksamkeit. Diese Schrauben
lassen sich nur schwer entfernen und beim Entfernen kénnen Beschiadigungen entstehen. Um eine Beschéddigung
der Schrauben und des umgebenden Kunststoffs zu vermeiden, sollten Sie fiir jede Schraube den passenden
Schraubendreher verwenden .

Losen Sie die vier Epoxy-Schrauben an den Scharnieren [1] und die vier Schrauben hinter den Scharnieren, um die LCD-Baugruppe
vom Computer [2] zu trennen.
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Einbauen der Bildschirmbaugruppe

1. Ziehen Sie die vier Epoxy-Schrauben auf der linken [1] und auf der rechten [2] Seite und die vier Epoxy-Schrauben hinter den
Scharnieren an.

2. Schlief3en Sie den Deckel [3].

3. Schlief3en Sie das EDP-Kabel an die Systemplatine an [1] und setzen Sie die EDP-Halterung [2] auf den Anschluss.

4. Montieren Sie die zwei 'M2*3'-Schrauben [3], um den EDP-Anschluss an der Systemplatine zu befestigen, und fadeln Sie die
Antennenkabel neu ein [4].
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5. Bauen Sie folgende Komponenten ein:
Scharnierabdeckungen
KUhlkdrper

GPS-Karte

WLAN-Karte

WWAN-Karte
PCle-Kuhlkdrperbaugruppe
Docking-Port-Baugruppe

Untere Geh&useabdeckung
Batterien
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6. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

LCD-Blende und Baugruppe der hinteren
Bildschirmabdeckung

Entfernen der LCD mit Blende und der Baugruppe der hinteren
Bildschirmabdeckung

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie folgende Komponenten:
Batterien

Untere Geh&useabdeckung
WLAN-Karte

WWAN-Karte
PCle-Kuhlkdrperbaugruppe
Docking-Port-Baugruppe
KUhlkdrper
Scharnierabdeckungen
Bildschirmbaugruppe

o
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3. Vier Schrauben (M2,5) auf der Unterseite in der Ndhe der Scharniere sind Epoxy-beschichtete
Schrauben. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Schrauben I16sen, um einen madglichen abisolierten Schraubenkopf
zu vermeiden.

Lésen Sie die 12 'M2.5'-Schrauben an der hinteren Abdeckung.

4. Die Epoxy-Schrauben an den folgenden Stellen bediirfen besonderer Aufmerksamkeit. Diese Schrauben
lassen sich nur schwer entfernen und beim Entfernen konnen Beschadigungen entstehen. Um eine Beschadigung
der Schrauben und des umgebenden Kunststoffs zu vermeiden, sollten Sie fiir jede Schraube den passenden
Schraubendreher verwenden .

Entfernen Sie die vier 'M2.5'-Epoxidschrauben, mit denen die Blende an der hinteren Abdeckung [1] befestigt ist und hebeln Sie die
untere Kante auf, um die beiden Unterbaugruppen [2] zu trennen.

5. Losen Sie das Band auf den LCD-Anschlissen [1] und 6ffnen Sie den Anschluss [2], um das EDP-Kabel [3] vom LCD zu trennen.
6. Losen Sie das Reflexband auf dem Touch-Anschluss [4] und trennen Sie das EDP-Kabel vom Anschluss [5].
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Einbauen der LCD mit Blende und der Baugruppe der hinteren
Bildschirmabdeckung

1. Ersetzen Sie das EDP-Kabel [1] auf dem LCD-Anschluss und schlief3en Sie den Ausléser [2].

2. Befestigen Sie den Anschluss mit einem Stiick Band [3] und .
3. Schlief3en Sie das Kabel fur die Touch-Bedienung [4] an und verwenden Sie Isolierband auf dem Anschluss [5].

4. Richten Sie die Blende an der hinteren Abdeckung [1] aus und platzieren Sie sie korrekt. Befestigen Sie sie anschlief3end mit den vier
M2.5-Epoxidschrauben [2].
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5. Vier Schrauben (M2,5) auf der Unterseite in der Nahe der Scharniere sind Epoxy-beschichtete
Schrauben. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Schrauben einsetzen, um einen méglichen abisolierten Schraubenkopf
zu vermeiden.

Montieren Sie die 12 'M2.5'-Schrauben, um die hintere Abdeckung am LCD mit Blendenbaugruppe zu befestigen.
® 4

6. Bauen Sie folgende Komponenten ein:
Bildschirmbaugruppe.
Scharnierabdeckungen
KUhlkdrper
PCle-Kuhlkdrperbaugruppe
Docking-Port-Baugruppe
WWAN-Karte

WLAN-Karte

Untere Gehéuseabdeckung
Batterien
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7. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
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Mikrofon

Entfernen des Mikrofons

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Before working inside your computer (Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des
Computers).

2. Entfernen Sie folgende Komponenten:

Batterien

Untere Geh&useabdeckung

Speicher

WLAN-Karte

WWAN-Karte

PCle-Kuhlkdrperbaugruppe

Docking-Port-Baugruppe

KUhlkdrper

Scharnierabdeckungen

Bildschirmbaugruppe

LCD-Blende und Baugruppe der hinteren Bildschirmabdeckung.

3. Losen Sie die beiden 'M2*3'-Schrauben [1] und drehen Sie die Mikrofon-Tochterplatine um [2].

XT T SQ 000D

4. Losen Sie die Gummiabdeckung [1] und das Isolierband [2] und trennen Sie die EDP-Kabelanschlisse [3].
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Einbauen des Mikrofons

1. Schlief3en Sie das EDP-Kabel an die Mikrofon-Tochterplatine [1] an und befestigen Sie es mit einem Stick Band [2].
2. Ersetzen Sie die Gummiabdeckung [3] und kleben Sie sie auf den Anschluss.

3. Drehen Sie die Mikrofon-Tochterplatine auf der hinteren Abdeckung [1] und ziehen Sie die beiden 'M2*3'-Schrauben [2] an.
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4. Bauen Sie folgende Komponenten ein:

j-
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LCD mit Blendenbaugruppe.
Bildschirmbaugruppe
Scharnierabdeckungen
Kihlkdrper
PCle-Kuhlkdrperbaugruppe
Docking-Port-Baugruppe
WWAN-Karte

WLAN-Karte

Untere Gehaduseabdeckung
Batterien

5. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Kamera

Entfernen der Kamera

1. Folgen Sie den Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

2. Entfernen Sie folgende Komponenten:

o

3. Losen Sie das Reflexband [1] am Kameramodul und das Isolierband ab, mit dem das EDP-Kabel [2] am Kameramodul befestigt ist.
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Batterien

Untere Geh&useabdeckung
Speicher

WLAN-Karte
WWAN-Karte
PCle-Kuhlkérperbaugruppe
Docking-Port-Baugruppe
Kuhlkdrper
Scharnierabdeckungen
Bildschirmbaugruppe
LCD-Blende und Baugruppe der hinteren Bildschirmabdeckung.

4. Trennen Sie das EDP-Kabel vom Kameramodul [3] und entfernen Sie die drei 'M2*3'-Schrauben [4].
B. Heben Sie das Kameramodul von der hinteren Abdeckung ab [5], um es aus dem Computer zu entfernen.
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Beriihren Sie nicht die Kameralinse, die mit dem LCD mit Blendenbaugruppe verbunden ist.

Einbauen der Kamera

1. Bauen Sie das Kameramodul [1] auf der rickseitigen Abdeckung ein und montieren Sie die drei 'M2*3' -Schrauben [2].
2. Schlief3en Sie das EDP-Kabel an das Kameramodul [3] an und kleben Sie ein Stuck Isolierband [4] auf die EDP-Anschlisse.
3. Befestigen Sie das Kameramodul mit einem Reflexband [5] auf der rickseitigen Abdeckung.

4. Bauen Sie folgende Komponenten ein:
a. LCD mit Blendenbaugruppe
b. Bildschirmbaugruppe
¢. Scharnierabdeckungen
d. Kuhlkdrper
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PCle-Kuhlkdrperbaugruppe
Docking-Port-Baugruppe
WWAN-Karte
WLAN-Karte

Untere Gehaduseabdeckung
j. Batterien
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B. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Akkufach

Entfernen des Batterieschachts

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Before working inside your computer (Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des
Computers).

2. Entfernen Sie folgende Komponenten:
a. Batterien
b. Untere Geh&useabdeckung
¢. PCle-Kuhlkérperbaugruppe
3. Gehen Sie beim Entfernen des Kabels mit gréf3ter Vorsicht vor, da das Kabel durch den sehr
beschrankten Platz leicht abgeklemmt oder gebogen werden kdnnte, was zu Kabelschaden fiihren kdnnte.

Trennen Sie beide Batterieanschlisse von der Systemplatine.

4. Entfernen Sie die finfzehn 'M2.5*5'- [1], mit denen der Batterieschacht am Gehause befestigt ist, und heben Sie ihn an, um den
Batterieschacht [2] vom Computer zu trennen.
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Installieren des Batterieschachts

1. Setzen Sie den Batterieschacht [1] in den Computer ein und ziehen Sie die finfzehn 'M2.5*5'-Schrauben [2] fest, mit denen er am
Gehause befestigt ist.

2. Verbinden Sie die Batteriekabel mit der Systemplatine.
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3. Bauen Sie folgende Komponenten ein:
a. PCle-Kuhlkdrperbaugruppe
b. Batterien
c. Untere Gehauseabdeckung

4. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Linke E/A-Platine

Entfernen der linken E/A-Tochterplatine

1. Folgen Sie den Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie folgende Komponenten:
a. Batterien
b. Untere Gehduseabdeckung
¢. PCle-Kuhlkoérper-Lifterbaugruppe
d. Akkufach
3. Losen Sie das induktive Band [1] auf dem FPC-Anschluss der linken E/A-Tochterplatine und trennen Sie ihn von der Systemplatine [2].
4. Leiten Sie das FPC-Kabel durch die Wandbrtcke [3] und trennen Sie das Lautsprecherkabel von der linken E/A-Tochterplatine [4].
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5. Losen Sie die beiden 'M2*5'-Schrauben [1] und heben Sie die linke E/A-Tochterplatine aus dem Computer [2].

e’

Installieren der linken E/A-Platine

1. Bringen Sie die linke E/A-Tochterplatine [1] an und befestigen Sie sie mit den zwei 'M2*3'-Schrauben [2] am Computer.

14 Entfernen und Einbauen von Komponenten



2. Ziehen Sie das FPC-Kabel durch die Wandbricke [1] und schlief3en Sie es an die Systemplatine [2] an.

3. Sichern Sie die FPC-Verbindung mit einem Isolierband [3] und schlief3en Sie das Lautsprecherkabel [4] auf der linken E/A-
Tochterplatine an.

4. Bauen Sie folgende Komponenten ein:
a. Akkufach
b. PCle-Kuhlkorper-Lifterbaugruppe
c. Untere Gehauseabdeckung
d. Batterien
5. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
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Smart Card

Entfernen des Smart Card-Lesegerats

—

Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Before working inside your computer (Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des
Computers).

2. Entfernen Sie folgende Komponenten:

a. Batterien

b. Untere Gehduseabdeckung

¢. PCle-Kuhlkdrperbaugruppe

d. Akkufach
3. Entfernen Sie das Band von dem Anschluss des Smart Card-Lesegeréts [1] und trennen Sie ihn [2] von der USH-Platine.
4. Entfernen Sie das Band vom Anschluss des Fingerabdrucklesers [3] und trennen Sie in von der USH-Platine [4].

B. Entfernen Sie die beiden 'M2*3'-Schrauben [1], mit denen die USH-Platine an der Unterseite des Gehauses befestigt ist, und drehen
Sie sie um [2].
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6. Entfernen Sie das Band [1] und trennen Sie den FPC-Anschluss des Smart Card-Lesegerats [2] von der USH-Platine.

7. Losen Sie die vier 'M2#*3'-Schrauben [1] und entfernen Sie das Smart Card-Lesegeréat [2] aus dem Computer.
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Einbauen des Smart Card-Lesegerats

1. Setzen Sie das Smart Card-Lesegeréat Uber die E/A-Frontplatte [1] ein und bringen Sie die vier 'M2*3'-Schrauben an, um es auf der
Unterseite des Gehauses [2] zu befestigen.

2. Schlief3en Sie den Smart Card-FPC auf der Unterseite der USH-Platine [1] an und befestigen Sie ihn mit einem Stick Band [2].
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4. Verbinden Sie den Smart Card-FPC-Anschluss [1] und sichern Sie ihn mit einem Stlick Band [2].
B. Schlief3en Sie den Fingerabdruckleser-FPC an [3] und befestigen Sie ihn mit einem Stuck Band [4] an der USH-Platine.
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6. Bauen Sie folgende Komponenten ein:
a. Akkufach
b. PCle-Kuhlkérperbaugruppe
¢. Untere Gehauseabdeckung
d. Batterien
7. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

ExpressCard-Lesegerat

Entfernen des ExpressCard-Lesegerats

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Before working inside your computer (Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des
Computers).

2. Entfernen Sie folgende Komponenten:

Batterien

Untere Geh&useabdeckung

PCle-Kuhlkdrperbaugruppe

Akkufach

Linke E/A-Tochterplatine

Smart Card

3. Losen Sie das Band auf den Express Card-FPC-Anschltssen [1] und ein zusatzliches Band auf dem Anschluss [2] auf der
Systemplatine.

4. Trennen Sie den Express Card-FPC-Anschluss [3] und Ubergeben Sie ihn durch die Wandbrucke [4].
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5. Entfernen Sie die zwei Schrauben, mit denen die Abdeckung befestigt ist, und die sechs 'M2*5'-Schrauben, mit denen die Smart Card
am Computer befestigt ist [1].

6. Heben Sie die SSD-Karte an und entfernen Sie sie aus dem Computer [2].

Einbauen des ExpressCard-Lesegerats

1. Richten Sie das Express Card-Lesegerat [1] aus und setzen Sie es auf den Computer und befestigen Sie die Frontplatte mit zwei
Schrauben.

2. Bringen Sie die vier 'M2*5'-Schrauben an, mit denen das Express Card-Lesegerat am Computer befestigt wird [2].
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3. Fuhren Sie das Express Card-FPC-Kabel durch die Wandbriicke [1] und figen Sie das FPC-Kabel [2] in die Systemplatine ein.
4. Befestigen Sie den Anschluss mit dem Band auf dem FPC-Kabel [3] und figen Sie noch ein zusatzliches Band ein [4].

B. Bauen Sie folgende Komponenten ein:
WWAN-Karte

WLAN-Karte
PCle-Kuhlkdrperbaugruppe
Batterien

Untere Geh&useabdeckung
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6. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
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Lautsprecher

Entfernen des Lautsprechers

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel Before working inside your computer (Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des
Computers).

2. Entfernen Sie folgende Komponenten:

Batterien

Untere Geh&useabdeckung

PCle-Kuhlkérperbaugruppe

Griff

Linke E/A-Tochterplatine

Akkufach

3. Entfernen Sie die beiden 'M2.5*7'-Schrauben [1] und den Lautsprecher aus dem Computer [2].
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Einbauen des Lautsprechers

1. Richten Sie die Lautsprecher [1] aus und platzieren Sie sie auf dem Computer aus und installieren Sie die zwei 'M2.5*7'-Schrauben, mit
denen die Lautsprecher am Computersockel [2] befestigt sind.
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2. Bauen Sie folgende Komponenten ein:

Akkufach

Griff

Linke E/A-Tochterplatine

PCle-Kuhlkérperbaugruppe

Docking-Port-Baugruppe

Untere Gehauseabdeckung

Batterien

3. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
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Systemplatine

Entfernen der Hauptplatine

1. Befolgen Sie die Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Entfernen Sie folgende Komponenten:
Batterien
Untere Gehauseabdeckung
Tastatur
PCle-Kuhlkérperbaugruppe
Docking-Port-Baugruppe
Primére SSD
Sekundére SSD
Kuhlkdrper
Arbeitsspeicher
WLAN-Karte
WWAN-Karte
GPS-Modul
. Primare SSD-Schiene
Akkufach
Hintere E/A-Platine
3. Ziehen Sie das Band [1] ab und trennen Sie die SSD-ODD-Baugruppe [2] von der Systemplatine.
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4. Ziehen Sie das Band [3] von den Touchpad-Anschlissen ab und trennen Sie es von der Systemplatine [4].

5. Offnen Sie die hintere E/A-Klappe [1] und entfernen Sie die beiden Epoxy-Kopfschrauben vom seriellen Anschluss auf der
Systemplatine [2].
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6. Offnen Sie die hintere E/A-Klappe [1] und entfernen Sie die beiden Epoxy-Kopfschrauben im hinteren E/A-Bereich [2].
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7. Entfernen Sie die einzelne 'M2*3'-Schraube [1], um das DC-In-Kabel [2] vom Schraubbinder zu 16sen.
8. Trennen Sie den DC-In-Anschluss [3] von der Systemplatine.

9. Entfernen Sie die beiden 'M2*3'-Schrauben [1] auf der EDP-Halterung und entfernen Sie die EDP-Halterung [2], um das EDP-Kabel
[3] zu trennen.
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10. Ziehen Sie das Band [1] ab und trennen Sie den FPC-Anschluss der hinteren E/A-Platine [2] von der Systemplatine.
1. Ziehen Sie das Band [3] ab und trennen Sie das LED-Kabel der Akkuanzeige [4].
12. Ziehen Sie das Band [5] ab und trennen Sie den FPC-Anschluss der Docking-Platine [6] von der Systemplatine.

13. Ziehen Sie das Band [1] ab, um den FPC-Anschluss der linken E/A-Platine [2] zu trennen und ihn durch die Wandbrtcke [3] zu
Ubergeben.

14. Losen Sie das Band auf den FPC-Anschlissen der Express Card [4] und ein zuséatzliches Band auf dem Anschluss [5] auf der
Systemplatine.

15. Trennen Sie den FPC-Anschluss der Express Card [6] und tUbergeben Sie ihn durch die Wandbricke [7].
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16. Ziehen Sie das Band [1] ab und trennen Sie den FPC-Anschluss des Netzschalters [2] von der Systemplatine.
17. Ziehen Sie das Band [3] ab und trennen Sie den USH-Platinen-FPC und die Touchpad-Anschlusse [4] von der Systemplatine.

18. Entfernen Sie die beiden 'M2.5*5'-Schrauben und zwei 'M1.6*3.0'-Schrauben [1] von der USB Typ-C-Halterung.
19. Entfernen Sie die USB Typ-C-Halterung [2] von der Systemplatine.
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20. Entfernen Sie die neun 'M2.5*5'-Schrauben [1], drei 'M2*3'-Schrauben [2] und entfernen Sie die Systemplatine [3] aus dem
Computer.

Einbauen der Systemplatine

1. Installieren Sie die Systemplatine, indem Sie den seriellen Anschluss auf der Systemplatine durch das Gehause [1] einsetzen, und
installieren Sie die neun M2.5*5'-Schrauben [2] und drei 'M2*3'-Schrauben [3] auf der Systemplatine.
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2. @ ANMERKUNG: Beim Installieren der Systemplatine mussen Techniker sicherstellen, dass sowohl die Batteriekabel (1. & 2.
Batterie) als auch die FPC-Kabel (linker E/A-FPC und Express Card-Lesegerat-FPC) nicht unter der Systemplatine abgeklemmt
werden.

Installieren Sie die USB Typ-C-Halterung [1] und befestigen Sie sie mit zwei 'M2.5*5'-Schrauben und zwei 'M1.6*3.0'-Schrauben auf
der Systemplatine [2].

3. Schlief3en Sie das Netzschalterkabel [1] an die Systemplatine an und befestigen Sie es mit einem Stlick Band [2].
4. Schlief3en Sie die USH-Platine und das Touchpad-Kabel [3] an die Systemplatine an und befestigen Sie es mit einem Sttck Band [4].
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B. Setzen Sie das linke E/A-FPC-Kabel durch die Wandbrucke [1] ein, schlief3en Sie es an die Hauptplatine [2] an und befestigen Sie es
mit einem Stlck Band [3].

6. Ziehen Sie das Band [4] auf dem Express Card-FPC ab und schlief3en Sie es an die Systemplatine [5] an.
7. Kleben Sie das Band auf den Anschluss auf der Systemplatine [6] und befestigen Sie es mit extra Band [7].

8. Schlief3en Sie das hintere E/A-FPC-Kabel [1] an die Systemplatine an und befestigen Sie es mit einem Stiick Band [2].
9. Schlief3en Sie das LED-Kabel der Akkuanzeige [3] an die Systemplatine an und befestigen Sie es mit einem Stick Band [4].
10. Schlief3en Sie das FPC-Kabel des Docking-Ports [5] an und befestigen Sie es mit einem Stlick Band [6].
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11. Schlief3en Sie das EDP-Kabel an und platzieren Sie die EDP-Halterung auf dem Anschluss [2].
12. Setzen Sie die zwei 'M2*3'-Schrauben ein, mit denen das EDP-Kabel an der Systemplatine [3] befestigt ist.

13. Richten Sie das DC-In-Kabel aus und fiihren Sie es entlang des Schraubbinders [1] und legen Sie somit die Schraubenbohrung auf der
Hauptplatine frei.

14. Schlief3en Sie das DC-In-Kabel [2] und installieren Sie die einzelne 'M2*3'-Schraube [3] auf der Systemplatine.
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16. Offnen Sie beide hinteren Klappen [1] und setzen Sie die beiden Epoxy-Kopfschrauben auf dem seriellen Port [2] der Systemplatine
ein.
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17. Schlief3en Sie die Touchpad-Anschlisse an der Systemplatine [1] an und befestigen Sie sie mit einem Stlick Band [2].
18. Schlief3en Sie die SSD-ODD-Baugruppe [3] an und befestigen Sie sie mit einem Sttick Band [4].

19. Bauen Sie folgende Komponenten ein:
Hintere E/A-Platine
Akkufach

Primére SSD-Schiene
GPS-Modul
WWAN-Karte
WLAN-Karte

Speicher

Kuhlkoérper

Sekundare SSD

Primare SSD
Docking-Port-Baugruppe

o

T T sQ@ooa0D

134 Entfernen und Einbauen von Komponenten



I

m
n
0.

PCle-Kuhlkérperbaugruppe
. Tastatur

Untere Geh&useabdeckung

Batterien

20. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Optisches Laufwerk

Entfernen des optischen Laufwerks

1. Folgen Sie den Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

2. Entfernen Sie folgende Komponenten:
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Batterien
Untere Geh&useabdeckung
Tastatur
PCle-Kuhlkérperbaugruppe
Docking-Port-Baugruppe
Primare SSD
Sekundére SSD
Kuhlkdrperbaugruppe
Speicher
WLAN-Karte
WWAN-Karte
GPS-Modul

. Priméare SSD-Schiene
Akkufach
Hintere E/A-Platine
Systemplatine

3. Entfernen Sie die beiden Halterungen, mit denen die Wandbricke am Gehause befestigt ist.

4. Entfernen Sie die sechs 'M2.5*5'-Schrauben von der Wandbrucke [1] und entfernen Sie sie aus dem Computer [2].
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5. Entfernen Sie die beiden 'M2*2'-Schrauben [1] und trennen Sie die SSD/ODD-FPC-Baugruppe [2].
6. Schieben Sie an der Verriegelung [3], um die rechte E/A-Klappe zu entsperren, und &ffnen Sie sie [4].

7. Entfernen Sie die beiden 'M2*3'-Schrauben [1] und ziehen Sie das optische Laufwerk aus dem Computer heraus [2].
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Installieren des optischen Laufwerks

1. Setzen Sie das optische Laufwerk in den Computer ein [1] und montieren Sie die beiden 'M2*3'-Schrauben [2], mit denen das optische
Laufwerk am Gehause befestigt ist.

2. Schlief3en Sie das optische Laufwerk an die ODD/SSD-FPC-Baugruppe an [1] und installieren Sie die beiden 'M2*2'-Schrauben [2].
3. Schlief3en Sie die rechte E/A-Klappe [3] und schieben Sie die Verriegelung in die Sperrposition [4].

Entfernen und Einbauen von Komponenten 137



4. Richten Sie Wandbricke aus, platzieren Sie sie [1] und montieren Sie die sechs 'M2.5*5'-Schrauben auf der Wandbricke, um sie am
Geh&use zu befestigen [2].

5. Installieren Sie die Halterungen, um die Wandbriicke am Gehause zu befestigen.
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6. Bauen Sie folgende Komponenten ein:
Systemplatine
Hintere E/A-Platine
Akkufach
Priméare SSD-Schiene
GPS-Modul
WWAN-Karte
WLAN-Karte
Speicher
Kuhlkorper
Sekundare SSD
Priméare SSD
Docking-Port-Baugruppe

. PCle-Kuhlkérperbaugruppe
Tastatur
Untere Geh&useabdeckung
Batterien

TOS3I~TATTTQ A0 Q200D

7. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

Untere Sockelbaugruppe

1. Folgen Sie den Anweisungen unter Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.
2. Um die untere Sockelbaugruppe auszutauschen, entfernen Sie die folgenden Komponenten aus dem alten Sockel:
Griff

Verriegelungsklappen

Batterien

Sekundére SSD

Primare SSD

Festplattentrager

Untere Geh&duseabdeckung

Tastatur

WWAN-Karte

WLAN-Karte

o

T T e Qa0 T
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GPS-Modul
Speicher

. Knopfzelle
PCle-Kuhlkdrperbaugruppe
Primére SSD-Schiene
Docking-Port-Baugruppe
Kuhlkérperbaugruppe
Hintere E/A-Platine
Bildschirmbaugruppe
Primére SSD-Schiene
Akkufach
Linke E/A-Platine

. Smartcard
Express Card
Systemplatine
Optisches Laufwerk

NS Xs$s<EC+®QDO33—F

3. Schlief3en Sie Folgendes wieder an:
Netzschalter

Lautsprecher

Gleichstromkabel (,DC-In*)
Sekundare SSD/0ODD-Baugruppe
USH-Platine

Touchpad

@ ANMERKUNG: Sehen Sie sich die Bestelldetails an, um die genauen Spezifikationen der Unterkomponenten zu bestimmen, die in
der unteren Gehéusebaugruppe definiert sind.

4. Bauen Sie die folgenden Komponenten in den neuen Sockel ein:
Optisches Laufwerk
Systemplatine

Express Card

Smartcard

Linke E/A-Platine
Akkufach

Primare SSD-Schiene
Bildschirmbaugruppe
Hintere E/A-Platine
Kuhlkérperbaugruppe
Docking-Port-Baugruppe
Primére SSD-Schiene

T T SQ@ 0 ap o
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. PCle-Kuhlkérperbaugruppe
Knopfzelle
Speicher
GPS-Modul
WLAN-Karte
WWAN-Karte
Tastatur
Untere Geh&useabdeckung
Festplattentrager
Primére SSD
. Sekundare SSD
Batterien
Verriegelungsklappen
Griff
B. Folgen Sie den Anweisungen unter Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.

NS Xs$<ET®QDO S5 3
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Diagnhose

In diesem Kapitel werden die integrierten Funktionen zur Diagnose bei den Systemen von Dell eingehend behandelt. Auf3erdem werden die
Aufrufanweisungen sowie verknUpfte Informationen fir die einzelnen Diagnosemethode aufgefuhrt.

Themen:

¢« ePSA-Diagnose

e Integrierter LCD-Selbsttest (BIST)
¢ Akkustatusanzeigen

*  Diagnose-LED

¢ Ein- und Ausschalten des WLAN

. BIOS recovery

e Aktualisieren des BIOS

e Self-Heal (Automatische Reparatur)

ePSA-Diagnose

Die ePSA-Diagnose (auch als Systemdiagnose bezeichnet) fuhrt eine komplette Priifung der Hardware durch. Die ePSA-Diagnose ist in
das BIOS integriert und wird intern vom BIOS gestartet. Die integrierte Systemdiagnose bietet eine Reihe von Optionen fur bestimmte
Gerate oder Gerategruppen mit folgenden Funktionen:

e Tests automatisch oder in interaktivem Modus durchflhren

Tests wiederholen

Testergebnisse anzeigen oder speichern

Grundliche Tests durchflhren, um weitere Testoptionen fUr Zusatzinformationen Uber die fehlerhaften Gerate zu erhalten
Statusmeldungen anzeigen, die angeben, ob Tests erfolgreich abgeschlossen wurden

Fehlermeldungen tber Probleme wahrend des Testvorgangs anzeigen

@ ANMERKUNG: Das Fenster ePSA Pre-boot System Assessment (ePSA-Systemtests vor Hochfahren des Computers) wird
angezeigt und listet alle im System erkannte Gerate auf. Die Diagnose beginnt mit der Ausfihrung der Tests fUr alle erkannten Gerate.

Ausfuhren der ePSA-Diagnose

Sie kdonnen die Diagnose mit einem der unten genannten Verfahren aufrufen:

e Tippen Sie auf die F12-Taste auf der Tastatur, wahrend der Dell Startbildschirm angezeigt wird, bis die Meldung Diagnostic Boot
Selected (Diagnostisches Starten ausgewahlt) angezeigt wird.

o Verwenden Sie auf dem Bildschirm mit dem MenU fir den einmaligen Start die Pfeiltasten, um die Option Diagnostics (Diagnose)
auszuwahlen und drticken Sie anschlief3end die Eingabetaste.

e Halten Sie die Funktionstaste (Fn) auf der Tastatur gedrickt und betétigen Sie den Power-Schalter, um das System
einzuschalten.

ePSA-Benutzeroberflache

Dieser Abschnitt enthélt Informationen zum reguléren und erweiterten Bildschirm von ePSA 3.0.

ePSA 6ffnet beim Start den reguldren Bildschirm. Sie konnen Gber das Pfeilsymbol am unteren Bildschirmrand zum erweiterten Bildschirm
wechseln. Auf dem erweiterten Bildschirm werden in der linken Spalte die erkannten Gerate angezeigt. Spezifische Tests kdnnen nur im
interaktiven Modus eingeschlossen oder ausgeschlossen werden.

Reguldrer ePSA-Bildschirm

Der regulére Bildschirm bietet minimale Steuerungselemente, die dem Benutzer eine einfache Navigation zum Starten oder Beenden der
Diagnose bieten.
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Erweiterter PSA-Bildschirm

Der erweiterte Bildschirm ermdglicht gezielteres Testen und enthélt detaillierte Informationen zum Gesamtzustand des Systems. Der
Benutzer kann diesen Bildschirm anzeigen, indem er auf dem Touchscreen einfach mit dem Finger nach links wischt, oder indem er auf die
Schaltflache ,N&chste Seite” am rechten unteren Rand des reguléren Bildschirms klickt.
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Ausflhren des Tests auf einem bestimmten Gerat oder Ausfuhren eines
spezifischen Tests

1. Um einen Diagnosetest fur ein bestimmtes Gerat durchzufihren, driicken Sie die Esc-Taste und klicken dann auf Yes (Ja), um den
Diagnosetest zu stoppen.

2. Wahlen Sie auf der linken Seite das Gerat aus und klicken Sie auf Run Tests (Tests ausflihren) oder verwenden Sie die Advanced
Option (Erweiterte Option), um einen Test ein- oder auszuschlief3en.

ePSA-Fehlermeldungen

Wenn das Dell ePSA-Diagnosetool beim Ausfihren einen Fehler feststellt, wird der Test unterbrochen und es wird anschlief3end folgendes
Popup-Fenster angezeigt:
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Memory errors detected, but successfully resolved. Location: DIMB A

Continue troubleshooting the system with the information provided below at
dell. comfdiagnostics or with technical support. Use a mobile device to
scan the QR code to continue troubleshooting.

Semice Tag BIOS T39
Error Code @ 20000121 [‘};
Walidation : G6649

Continue testing?

veo| [ (ke (X

e \Wenn Sie mit Yes (Ja) reagieren, testet das Diagnoseprogramm das néchste Gerat und stellt die Fehlerdetails im zusammenfassenden
Bericht zur Verflgung.

Wenn Sie mit No (Nein) reagieren, beendet das Diagnoseprogramm das Testen der verbleibenden, nicht getesteten Gerate.

Wenn Sie mit Retry (Erneut versuchen) reagieren, ignoriert das Diagnoseprogramm den Fehler und fihrt den letzten Test erneut
durch.

Erfassen Sie den Fehlercode mit dem Validierungscode oder scannen Sie den QR-Code und wenden Sie sich an Dell.

@ ANMERKUNG: Als Teil der neuen Funktion kénnen Benutzer nun den piependen Signalcode fir einen erkannten Fehler

stummschalten, indem sie auf das ‘K am rechten unteren Rand des Fehlerfensters drlcken.

@ ANMERKUNG: Einige Tests fur bestimmte Geréate erfordern Benutzeraktionen Stellen Sie sicher, dass Sie am Computerterminal
sind, wenn die Diagnosetests durchgefuhrt werden.

Validierungstools

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen dartber, wie SupportAssist ePSA-, ePSA- oder PSA-Fehlercodes validiert werden.
Die Fehlercode-Verifizierung kann mittels einer von zwei Methoden durchgefuhrt werden:

e Validierungstool fur ,Online Enhanced Preboot System Assessment” (erweiterte Online-Systemtests vor Hochfahren des Computers).
e QR-Scannen mittels QR-Anwendung auf Smartphone.

Integrierte Online SupportAssist-Diagnose, ePSA- oder PSA-Fehlercode-
Validierungstool

Leitfaden

1. Der Benutzer kann Uber die SupportAssist-Fehlerfenster Informationen abrufen.
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Hard Drwve - Mo Hard Drive detected

Continue troubleshooting the system with the information provided below at
dell comfdiagnostics or with techmical suppart. Use a mabile device to
scan the OR code to continve troubleshooting.

0 Semice Tag . 8105 0.4.1
Emor Code : 200040141
Walidation : 125870

Confinue testing?

Yoo [ Mo J[ Rey | (0

2. Navigieren Sie zu https://www.dell.com/support/diagnose/Pre-boot-Analysis.

3. Geben Sie den Fehlercode, den Validierungscode und die Service-Tag-Nummer ein. Die Eingabe der Seriennummer des Teils ist
optional.

Error Code (without Error Code (without 2000-prefix)

2000-prefix) *

Validation Code * Validation Code

Service Tag [ * | Service Tag

Part Serial # (optional) Part Serial # (optional)

View System Requirements and Privacy And Legal Information

@ ANMERKUNG: Verwenden Sie fUr den Fehlercode nur die letzten 3 oder 4 Zahlen des Codes. (Der Benutzer kann 0142 oder 142
anstelle von 2000-0142 eingeben.)

4. Kilicken Sie auf Submit (Senden), sobald alle erforderlichen Informationen eingegeben wurden.
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Error Code (without 011
2000-prefix) *

Validation Code * 125870

Service Tag [ *

Fart Serial # (optional) Part Serial #

View System Requirements and Privacy And Legal Information

Beispiel fiir giiltigen Fehlercode

Vostro 20 All-in-One 3055
Service Tag Express Service Lode: 8

Add o My Preduscts Lt

W differens peoduct
@ Manuals l::-_-:] Waavanty @ Syitem confliguration
Diagnostics
g n Vousr system is cumently Out of Wananty, Flease contact Dell Technical Support for further

msistand.

Support topics &

articles Result: Issues Found.

Dri"u"e rs & dDW n I.Dadﬂ four result risquines attention. Reviev the affected hardvane balow and follow the instructions to

vroubleshoot problems or you may be presented with a request Lo replace pats,

General maintenance Cloar results

4 Meeds Attention: System maintenance -

Parts & accessories

Heads Attention

A patential emar has boen found. Click here tbo view & IS0 of steps that can help resolve your

1551

See full scan results.

Diagnostics Completed

Hardware
Diagrioatic Marme Ervar Code Serial # Aegult
EPSA 141 @ Fadled

Nach Eingabe der korrekten Informationen wird der Benutzer Uber die Online-Tools direkt zum oben dargestellten Bildschirm
weitergeleitet. Dieser enthalt folgende Informationen:

e Die Bestétigung des Fehlercodes und das Ergebnis.
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e Den vorgeschlagenen Teileaustausch.
e Ob dieser Fall des Kunden noch von der Gewahrleistung durch Dell abgedeckt ist.
e Fallreferenznummer, wenn im Rahmen des Service-Tags ein offener Fall vorliegt.

Beispiel fiir ungiiltigen Fehlercode

Error Code (without 014
2000-prefix) *

Validation Code * | 123456

Service Tag i [

Part Serial # (optional) | Part Serial # (optional)

A You have entered an invalid ePSA request, please check your details and try again.

QR-APP-Validierungstool

Neben der Verwendung des Online-Tools kdnnen Kunden den Fehlercode auch durch Scannen des QR-Codes mit einer QR-App auf dem
Smartphone Uberprdfen.

1. Der Benutzer muss den QR-Code vom integrierten SupportAssist-Diagnose-Fehlerbildschirm anfordern.

2. Der Benutzer kann jede QR-Code-Scanner-App fur Smartphones verwenden, um den QR-Code zu scannen.
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Place a barcode inside the viewfinder rectangle to scan it

3. Die QR-Code-Scanner-App Uberprift den Code und generiert automatisch einen Link. Klicken Sie auf den Link, um fortzufahren.
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f r
i i Barcode Scanner HISTORY

https://www.dell.com/support/diagnostics/ePSA/
QRScan/ '0141/125870/

Open browser Share via email Share via SMS

Uber den generierten Link gelangt der Kunde zur Supportwebsite von Dell, auf der folgende Informationen zu finden sind:

Die Bestatigung des Fehlercodes und das Ergebnis.

Den vorgeschlagenen Teileaustausch.

Ob dieser Fall des Kunden noch von der Gewahrleistung durch Dell abgedeckt ist.
Fallreferenznummer, wenn im Rahmen des Service-Tags ein offener Fall vorliegt.
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G:l Manuals

Diagnostics

Support topics &
articles

Drivers & downloads

General maintenance

Parts & accessories

Vastro 20 All-in-One 3055

Service Tog Express Service Code;
Add ko My Prediscts List
o & different praduct
{:} Wamanity 9 System configumation
n Vousr system s cumently Out of Wamanty, Flease contact Dell Technical Support for further

amssistandoe.

Result: Issues Found.

‘our result rsquines attention. Riview the affected hardvare below and follow the instructions to
troubleshost problems or you may be presented with o request to replbce pats

A\ Needs Attention: System maintenance
Needs Attention

& potential emor has been found, Click here sto view & list of speps that can help resolve your

AT U

See full scan results,

Diagnaostics Completed

Hardware

Diagriodtic Marme Ervar Code Serial ¥ Fetile
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Integrierter LCD-Selbsttest (BIST)

Dell Laptops verfugen Uber ein integriertes Diagnosetool, mit dem Sie ermitteln kénnen, ob die Ursache von ungewohnlichem
Bildschirmverhalten beim LCD (Bildschirm) des Dell Laptops zu suchen ist oder bei den Einstellungen der Grafikkarte bzw. des PCs.

Wenn Sie Anzeigefehler wie Flackern, verzerrte, unklare, unscharfe oder verschwommene Bilder, horizontale oder vertikale Streifen,

verblasste Farben usw. feststellen, wird empfohlen, den LCD-Bildschirm zu isolieren, um den integrierten Selbsttest (BIST) durchzufihren.

So gelangen Sie zum integrierten Selbsttest fur LCD

Do =

6.
7.

Schalten Sie das Dell Notebook aus.

Trennen Sie gegebenenfalls vorhandene Peripheriegerate vom Laptop. Schlief3en Sie nur das Netzteil (Ladegerat) an das Notebook an.

Stellen Sie sicher, dass der LCD-Bildschirm sauber ist und sich keine Staubpartikel auf der Oberflache des Bildschirms befinden.

Dricken und halten Sie die Taste D und Einschalten am PC, um den Modus fur den integrierten Selbsttest (BIST) fur LCD zu starten.
Halten Sie die Taste D weiterhin gedruckt, bis Sie Farbbalken auf dem LCD (Bildschirm) sehen.

Auf dem Bildschirm werden mehrere Farbbalken angezeigt und die Farben &ndern sich auf dem gesamten Bildschirm zu rot, griin und

blau.

Prufen Sie den Bildschirm vorsichtig auf Anomalien.

Drucken Sie die Esc-Taste, um den Vorgang zu beenden.
@ ANMERKUNG: Beim Start leitet die Dell SupportAssist-Diagnose vor dem Hochfahren zunachst einen BIST flr den LCD ein. Hierbei
wird ein Eingreifen des Benutzers zur Bestétigung der Funktionalitét des LCD erwartet.
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Akkustatusanzeigen

Wenn der Computer an den Netzstrom angeschlossen ist, gilt fir die Akkustatusanzeige Folgendes:

Abwechselnd gelb An lhren Laptop ist ein nicht zugelassener oder nicht unterstitzter Netzadapter angeschlossen, der nicht von Dell
und griin blinkend stammt.

Abwechselnd gelb VorUbergehender Akkufehler bei angeschlossenem Netzadapter.
blinkend und

stetig griin

leuchtend

Konstant gelb Schwerwiegender Akkufehler bei angeschlossenem Netzadapter.
blinkend

Aus Akku vollstédndig geladen, Netzadapter angeschlossen.

Leuchtet griin Akku wird geladen, Netzadapter angeschlossen.

Diagnose-LED

In diesem Abschnitt werden die Diagnosefunktionen der Batterie-LED eines Laptops beschrieben.

Anstatt von Signalténen werden Fehler Uber die zweifarbige Akkulade-LED angezeigt. Einem bestimmten Blinkmuster folgt ein Blinkmuster
in Griin und anschlief3end in Weif3. Das Muster wird anschlief3end wiederholt.
ANMERKUNG: Das Diagnosemuster besteht aus einer zweistelligen Zahl, die von einer ersten Gruppe von gelb blinkenden LEDs (1
bis 9), gefolgt von einer Pause von 1,5 Sekunden mit inaktiver LED, und dann einer zweiten Gruppe von weif3 blinkenden LEDs (1 bis
9) dargestellt wird. Darauf folgt eine 3 Sekunden lange Pause mit inaktiver LED, bevor sich das Muster wiederholt. Jedes Blinken der

LED dauert mindestens 0,5 Sekunden.

Das System kann nicht heruntergefahren werden, wenn die Diagnose-Fehlercodes angezeigt werden. Diagnose-Fehlercodes haben
Vorrang vor jeder anderen Verwendung der LED. Zum Beispiel werden bei Laptops mit niedrigem Batteriestand oder einem Batteriefehler
keine Batteriecodes angezeigt, wenn Diagnose-Fehlercodes angezeigt werden:

Tabelle 25. LED-Muster

Blinkmuster Problembeschreibung Lésungsvorschlag

Griin Weif3

2 1 Prozessor Prozessorfehler

2 2 Systemplatine; BIOS-ROM | Systemplatinen, gilt fir
Beschédigung von BIOS
oder ROM-Fehler

2 3 Speicher Kein Speicher/RAM erkannt

2 4 Speicher Arbeitsspeicher-/RAM-
Fehler

2 5 Speicher Unzuldssiger Speicher
installiert

2 6 Systemplatine; Chipsatz Systemplatinen-/
Chipsatzfehler

2 7 Anzeige Anzeigefehler

3 1 Unterbrechung der RTC- Fehler der

Stromversorgung Knopfzellenbatterie

3 2 PCl/Video PCI-/Grafikkarten-/
Chipfehler

3 3 BIOS-Wiederherstellung 1 Recovery Image nicht
gefunden
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Tabelle 25. LED-Muster (fortgesetzt)

Blinkmuster Problembeschreibung Lésungsvorschlag

Griin Weif3

3 4 BIOS-Wiederherstellung 2 Recovery Image gefunden
aber ungiltig

3 5 Stromschienenfehler Im EC ist ein
Fehler beziglich
der Stromsequenzierung
aufgetreten

3 6 Beschédigte SBIOS- Beschédigte Aktualisierung

Aktualisierung von SBIOS erkannt

3 7 ME-Fehler ZeitUberschreitung beim
Warten auf Antwort auf
HECI-Meldung von ME

Ein- und Ausschalten des WLAN

Wenn Ihr Computer aufgrund von WLAN-Verbindungsproblemen keinen Zugriff auf das Internet hat, kénnen Sie das WLAN aus- und
wieder einschalten. Das folgende Verfahren enthalt Anweisungen dazu, wie Sie das WLAN aus- und wieder einschalten:

®| ANMERKUNG: Manche Internetdienstanbieter (Internet Service Providers, ISPs) stellen ein Modem/Router-Kombigeréat bereit.

Schalten Sie den Computer aus.
Schalten Sie das Modem aus.
Schalten Sie den WLAN-Router aus.
Warten Sie 30 Sekunden.

Schalten Sie den WLAN-Router ein.
Schalten Sie das Modem ein.

No o NN

Schalten Sie den Computer ein.

BIOS recovery

Die BIOS-Wiederherstellung dient der Korrektur des primadren BIOS und kann nicht verwendet werden, wenn die Startfunktion beschadigt
ist. Die BIOS-Wiederherstellung kann nicht durchgefihrt werden, wenn eine Beschadigung von EC/ME vorliegt oder ein Problem mit

der Hardware besteht. Das BIOS-Wiederherstellungs-Image sollte auf der unverschlisselten Partition auf dem Laufwerk fir die BIOS-
Wiederherstellungsfunktion zur Verfligung stehen.

BIOS-Rollback-Funktion

Es werden zwei Versionen des BIOS-Wiederherstellungs-lmages auf der Festplatte gespeichert:

e Derzeit ausgefiihrtes BIOS (alt)
e BIOS fur die Aktualisierung (neu)

Die alte Version ist bereits auf der Festplatte gespeichert. Das BIOS flgt der Festplatte eine neue Version hinzu, behalt die alte Version bei
und léscht weitere vorhandene Versionen. Zum Beispiel sind die Versionen AOO und AO2 bereits auf der Festplatte vorhanden, wobei A02
das aktuell ausgefuhrte BIOS ist. Das BIOS fugt AO4 hinzu, behalt AO2 bei und I6scht AOO. Das Vorhandensein von zwei BIOS-Versionen
aktiviert die BIOS-Rollback-Funktion.

Falls die Wiederherstellungsdatei nicht gespeichert werden kann (nicht ausreichend Speicherplatz auf der Festplatte), wird vom BIOS

eine Markierung gesetzt, um auf diesen Umstand hinzuweisen. Diese Markierung wird aufgehoben, wenn es zu einem spéteren Zeitpunkt
maoglich wird, die Wiederherstellungsdatei zu speichern. Das BIOS benachrichtigt den Benutzer wahrend des Einschalt-Selbsttests (POST)
und im BIOS-Setup, wenn die BIOS-Wiederherstellung beschadigt ist. Die BIOS-Wiederherstellung Uber die Festplatte ist unter Umstanden
nicht maglich, jedoch kann die BIOS-Wiederherstellung weiterhin Uber ein USB-Flashlaufwerk durchgefthrt werden.

Fur USB-Speicherstick: Stammverzeichnis oder ,\*
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BIOS_IMG.rcv: das auf dem USB-Speicherstick gespeicherte Wiederherstellungs-Image.

BIOS-Wiederherstellung uber Festplatte
O,

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass Sie Uber die vorherige und die neueste BIOS-Version gemaf3 der Dell Support-Website
verflgen.

®| ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass die Dateierweiterungen im Betriebssystem sichtbar sind.

1. Navigieren Sie zum Speicherort der ausfihrbaren Dateien (.exe) der BIOS-Aktualisierung.

2. Benennen Sie die ausfuhrbaren BIOS-Dateien der &lteren BIOS-Version zu BIOS_PRE.rcv um und benennen Sie die ausfihrbaren
Dateien der aktuellen BIOS-Version zu BIOS_CUR.rcv um.
Wenn zum Beispiel der Dateiname der neuesten Version PowerEdge_T30_1.0.0.exe lautetet, muss diese Datei zu BIOS_CUR.rcv
umbenannt werden, und wenn der Dateiname der vorherigen Version PowerEdge_T30_0.0.9.exe lautet, muss diese Datei zu
BIOS_PRE.rcv umbenannt werden.

@ ANMERKUNG:
a. Wenn es sich um eine neue Festplatte handelt, ist kein Betriebssystem installiert.

b. Wenn die Festplatte von Dell werkseitig partitioniert wurde, ist eine Recovery Partition (Wiederherstellungspartition)
verflgbar.

3. Trennen Sie das Festplattenlaufwerk und setzen Sie die Festplatte in ein anderes System mit einem vollstédndig funktionsfahigen
Betriebssystem ein.

4. Starten Sie das System und fUhren Sie in der Windows-Betriebssystemumgebung die folgenden Schritte aus, um die BIOS-
Wiederherstellungsdatei zur Recovery Partition (Wiederherstellungspartition) zu kopieren.
a. Offnen Sie ein Windows-Befehlseingabefenster.
b. Geben Sie in der Eingabeaufforderung diskpart ein, um Microsoft DiskPart zu starten.

c. Geben Sie in der Eingabeaufforderung list disk auf, um eine Liste aller verfigbaren Festplattenlaufwerke anzuzeigen.
Waéhlen Sie das Festplattenlaufwerk aus, das in Schritt 3 installiert wurde.

d. Geben Sie in der Eingabeaufforderung list partition ein, um die verfigbaren Partitionen auf dieser Festplatte anzuzeigen.

e. Wahlen Sie Partition 1 aus. Dabei handelt es sich um die Recovery Partition (Wiederherstellungspartition). Die Gréf3e der
Partition betragt 39 MB.

f.  Geben Sie in der Eingabeaufforderung set-id=07 ein, um die Partitions-ID einzurichten.

®| ANMERKUNG: Die Partition wird dem Betriebssystem als Local Disk (E) zum Lesen und Schreiben von Daten angezeigt.

g. Erstellen Sie die folgenden Ordner in Local Disk (E), E:\EFI\Dell\BIOS\Recovery.
h. Kopieren Sie beide BIOS-Dateien, BIOS_CUR.rcv und BIOS_PRE.rcv, in den Wiederherstellungsordner auf Local Disk (E).
i. Geben Sie im Befehlseingabefenster unter der Eingabeaufforderung DISKPART den Befehl set-id=DE ein.
Nach dem Ausfuhren dieses Befehls kann das Betriebssystem nicht mehr auf die Partition Local Disk (E) zugreifen.
B. Fahren Sie das System herunter, entfernen Sie die Festplatte und setzen Sie die Festplatte im urspriinglichen System ein.

6. Schalten Sie das System ein und 6ffnen Sie das System-Setup-Programm. Stellen Sie sicher, dass im Abschnitt Maintenance
(Wartung) die Option BIOS Recovery from Hard Drive (BIOS-Wiederherstellung von der Festplatte) im Abschnitt BIOS Recovery
(BIOS-Wiederherstellung) des System-Setup-Programms aktiviert ist.

7. Drucken Sie den Netzschalter, um das System herunterzufahren.

Halten Sie die Tasten Strg+Esc gedrickt, wahrend Sie den Netzschalter betatigen, um das System hochzufahren. Halten Sie die
Tasten Strg+Esc gedrickt, bis die Seite BIOS Recovery Menu (BIOS-Wiederherstellungsmenii) angezeigt wird.

Stellen Sie sicher, dass die Optionsschaltflaiche Recover BIOS (BIOS wiederherstellen) ausgewahlt ist, und klicken Sie auf Continue
(Fortfahren), um mit der BIOS-Wiederherstellung zu beginnen.

BIOS-Wiederherstellung iiber USB-Stick

®| ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass die Dateierweiterungen im Betriebssystem sichtbar sind.

®

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste BIOS-Version von der Dell Support-Website heruntergeladen und auf Ihrem
System gespeichert haben.

1. Navigieren Sie zum Speicherort der heruntergeladenen ausflhrbaren Datei (.exe) des BIOS-Updates.
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2. Benennen Sie die Datei auf BIOS_IMG.rcv um.
Wenn der Dateiname beispielsweise PowerEdge_T30_0.0.5.exe ist, benennen Sie ihn auf BIOS_IMG.rcv um.

3. Kopieren Sie die BIOS_IMG.rcv-Datei in das Stammverzeichnis des USB-Sticks.

4. Wenn der USB-Stick nicht eingesteckt ist, stecken Sie ihn ein, starten Sie das System neu, dricken Sie F2, um das System-Setup
aufzurufen, und driicken Sie dann den Power-Schalter, um das System herunterzufahren.

5. Starten Sie das System.

6. Drucken Sie wéhrend des Systemstarts die Tasten Strg+Esc und halten Sie gleichzeitig den Power-Schalter gedriickt bis das
Dialogfeld BIOS Recovery Menu (BIOS-Wiederherstellungsment) angezeigt wird.

7. Klicken Sie auf Continue (Weiter), um den BIOS-Wiederherstellungsprozess zu starten.

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass die Option Recovery BIOS (Wiederherstellungs-BIOS) im Dialogfeld BIOS Recovery
Menu (BIOS-Wiederherstellungsmeni) ausgewahlt ist.

8. Wahlen Sie den Pfad auf dem USB-Laufwerk, auf dem die BIOS-Wiederherstellungsdatei gespeichert ist, aus (Stammverzeichnis oder
,\“) und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Aktualisieren des BIOS

Aktualisieren des BIOS unter Windows

1. Rufen Sie die Website www.dell.com/support auf.

2. Kilicken Sie auf Produktsupport. Klicken Sie auf Support durchsuchen, geben Sie die Service-Tag-Nummer lhres Computers ein
und klicken Sie auf Suchen.

@ ANMERKUNG: Wenn Sie kein Service-Tag-Nummer haben, verwenden Sie die SupportAssist-Funktion, um lhren Computer
automatisch zu identifizieren. Sie kénnen auch die Produkt-ID verwenden oder manuell nach lhrem Computermodell suchen.

Klicken Sie auf Treiber & Downloads. Erweitern Sie Treiber suchen.

Wahlen Sie das Betriebssystem aus, das auf Ihrem Computer installiert ist.

Wahlen Sie in der Dropdown-Liste Kategorie die Option BIOS aus.

Wahlen Sie die neueste BIOS-Version aus und klicken Sie auf Herunterladen, um das BIOS fir Ihren Computer herunterzuladen.

N o oA o

Sobald der Download abgeschlossen ist, wechseln Sie zu dem Ordner, in dem Sie die Datei fir die BIOS-Aktualisierung gespeichert
haben.

8. Doppelklicken Sie auf das Dateisymbol der BIOS-Aktualisierungsdatei und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Weitere Informationen finden Sie im Knowledge-Base-Artikel 000124211 unter www.dell.com/support.

Aktualisieren des BIOS in Linux und Ubuntu

Informationen zum Aktualisieren des System-BIOS auf einem Computer, auf dem Linux oder Ubuntu installiert ist, finden Sie im
Wissensdatenbank-Artikel 000131486 unter www.dell.com/support.

Aktualisieren des BIOS unter Verwendung des USB-Laufwerks in
Windows

1. Befolgen Sie das Verfahren von Schritt 1 bis Schritt 6 unter Aktualisieren des BIOS in Windows zum Herunterladen der aktuellen
BIOS-Setup-Programmdatei.

2. Erstellen Sie ein startfahiges USB-Laufwerk. Weitere Informationen finden Sie im Wissensdatenbank-Artikel 000145519 unter
www.dell.com/support.

Kopieren Sie die BIOS-Setup-Programmdatei auf das startfahige USB-Laufwerk.

Schlief3en Sie das startfahige USB-Laufwerk an den Computer an, auf dem Sie die BIOS-Aktualisierung durchfihren méchten.
Starten Sie den Computer neu und driicken Sie F12 .

Starten Sie das USB-Laufwerk Uber das Einmaliges Boot-Menii.

N oSN N

Geben Sie den Namen der BIOS-Setup-Programmdatei ein und driicken Sie Eingabe.
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Die BIOS Update Utility (Dienstprogramm zur BIOS-Aktualisierung) wird angezeigt.
8. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die BIOS-Aktualisierung abzuschlief3en.

Aktualisieren des BIOS liber das einmalige F12-Startmeni

Aktualisieren Sie das BIOS |hres Computers unter Verwendung einer BIOS-Aktualisierungsdatei (.exe), die auf einen FAT32-USB-Stick
kopiert wurde, und Starten Sie das einmalige F12-Startmend.

BlOS-Aktualisierung

Sie kdnnen die BIOS-Aktualisierungsdatei in Windows Uber einen bootfahigen USB-Stick ausfiihren oder Sie kénnen das BIOS Uber das
einmalige F12-Startmenl auf dem System aktualisieren.

Die meisten Computer von Dell, die nach 2012 hergestellt wurden, verflgen Uber diese Funktion, und Sie kdnnen es Uberprifen, indem

Sie das einmalige F12-Startment auf Inrem Computer ausfihren, um festzustellen, ob ,,BIOS-Flash-Aktualisierung” als Startoption fur lhren

Computer aufgefuhrt wird. Wenn die Option aufgefihrt ist, unterstitzt das BIOS diese BIOS-Aktualisierungsoption.

@ ANMERKUNG: Nur Computer mit der Option ,,BIOS-Flash-Aktualisierung” im einmaligen F12-Startment kdnnen diese Funktion
verwenden.

Aktualisieren liber das einmalige Startmenii
Um |hr BIOS Uber das einmalige F12-StartmenU zu aktualisieren, brauchen Sie Folgendes:

einen USB-Stick, der fir das FAT32-Dateisystem formatiert ist (der Stick muss nicht bootfahig sein)

die ausfihrbare BIOS-Datei, die Sie von der Dell Support-Website heruntergeladen und in das Stammverzeichnis des USB-Sticks
kopiert haben

einen Netzadapter, der mit dem Computer verbunden ist
eine funktionsfahige Computerbatterie zum Aktualisieren des BIOS

Fuhren Sie folgende Schritte aus, um den BIOS-Aktualisierungsvorgang Uber das F12-Menl auszufuhren:

Schalten Sie den Computer wahrend des BIOS-Aktualisierungsvorgangs nicht aus. Der Computer startet
moglicherweise nicht, wenn Sie den Computer ausschalten.
1. Stecken Sie im ausgeschalteten Zustand den USB-Stick, auf den Sie die Aktualisierung kopiert haben, in einen USB-Anschluss des
Computers.

2. Schalten Sie den Computer ein und driicken Sie die F12-Taste, um auf das einmalige Startment zuzugreifen. Wahlen Sie ,BIOS-
Aktualisierung” mithilfe der Maus oder der Pfeiltasten aus und driicken Sie anschlief3end die Eingabetaste.
Das Menu ,,BIOS aktualisieren” wird angezeigt.

Klicken Sie auf Flash from file.

Wahlen Sie ein externes USB-Geréat aus.

Wahlen Sie die Datei aus, doppelklicken Sie auf die Ziel-Aktualisierungsdatei und klicken Sie anschlief3end auf Senden.
Klicken Sie auf BIOS aktualisieren. Der Computer wird neu gestartet, um das BIOS zu aktualisieren.

N O oA o

Nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung wird der Computer neu gestartet.

Self-Heal (Automatische Reparatur)

Kurseinfuhrung

Die Funktion ,Self-Heal” (Automatische Reparatur) ist eine Option, die bei der Wiederherstellung eines Dell Latitude System nach einem
Ausfall (kein POST, kein Strom, kein Video) hilfreich ist.

Anweisung fur die automatische Reparatur

1. Entfernen Sie die primére Batterie und den Netzadapter.
2. Trennen Sie die CMOS-Batterie.

3. Entladen Sie den Reststrom. Halten Sie den Netzschalter 10 Sekunden lang gedriickt oder belassen Sie das System 45 Sekunden lang
im Leerlauf.
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®

Stellen Sie sicher, dass die CMOS-Batterie und die primére Batterie nicht an das System angeschlossen sind.
Stecken Sie den Netzadapter ein. Das System wird automatisch gestartet, wenn der Netzadapter eingesetzt wird.

Das System startet eine Weile lang mit einem leeren Bildschirm und schaltet sich dann automatisch aus. Achten Sie auf die LED-
Leuchten (Strom, WLAN und HDD). Es wird eingeschaltet.

Das System versucht zweimal, neu zu starten, und startet schlief3lich beim dritten Versuch.
Setzen Sie die CMOS-Batterie und das Netzteil wieder im System ein.

Wenn die automatische Reparatur den Ausfall wiederherstellt, muss das System mit dem neusten BIOS aktualisiert werden und es
muss eine ePSA-Prufung durchgefihrt werden.

ANMERKUNG:
e Stellen Sie beim Einsetzen oder Entfernen jeglicher Hardware stets sicher, dass lhre Daten ordnungsgeméf3 gesichert sind.
e Anweisungen zum Entfernen und Wiedereinsetzen von Teilen finden Sie unter Ausbau und Wiedereinbau.

e Befolgen Sie vor der Arbeit mit dem Computer die Sicherheitshinweise.

Unterstiitzte Latitude-Modelle

®

ANMERKUNG:

e FUhren Sie vor dem Wiedereinbauen der Systemplatine als obligatorischen Schritt eine automatische Reparatur durch.

e Die Nutzung der Option ,Self-Heal“ (Automatische Reparatur) kann fur Latitude Systeme vermieden werden, wenn ein
komplettes Zerlegen des Systems notwendig ist, um auf die Knopfzellenbatterie zuzugreifen.

e Bei Latitude-Systemen der Serie E7 (XX70) muss als erster Schritt die BIOS-Wiederherstellung 2.0 durchgefthrt werden.

e Um den durch die automatische Reparatur entstehenden Zeitaufwand flr die Fehlerbehebung zu verringern, besteht keine
Verpflichtung, das System wieder zusammenzusetzen. Techniker kdnnen die Funktion ,Self-Heal” (Automatische Reparatur)
sogar mit freiliegender Systemplatine initiieren.

e Beriihren Sie keine freiliegenden Komponenten oder die Systemplatine, um Kurzschlisse und Reibungselektrizitdt zu vermeiden.

e \Wenn der Fehler mithilfe der automatischen Reparatur nicht wiederhergestellt werden kann, fahren Sie mit dem Wiedereinbau der
Systemplatine fort.

ANMERKUNG:

MaBnahmen durch Frontline-Mitarbeiter: Frontline-Mitarbeiter missen den Kunden dazu anhalten, diesen Schritt durchzufthren,
bevor sie das Problem als Fehler der Hauptplatine isolieren. Wenn der Kunde sich nicht wohl dabei fuhlt, die automatische Reparatur
selbst durchzuflhren, dokumentieren Sie den erstellten Dispatch in 5GL. Weisen Sie die Techniker vor Ort an, das Verfahren zur
automatischen Reparatur als einen der obligatorischen Schritte bei der Vorbereitung durchzuflhren. Raten Sie ihnen bei einem
Fehlschlagen des Verfahrens zur automatischen Reparatur mit der normalen Fehlerbehebung fortzufahren, bevor Teile ausgetauscht
werden.

MaBnahmen durch Techniker vor Ort: Das Durchfiihren des Verfahrens zur automatischen Reparatur ist ein obligatorischer
erster Schritt. Wenn das Verfahren zur automatischen Reparatur fehlschlagt, fahren Sie mit den herkémmlichen Verfahren zur
Fehlerbehebung fort, bevor Sie Teile austauschen. Dokumentieren Sie die Ergebnisse der automatischen Reparatur im Protokoll zum
Abschluss des Anrufs (,,Self-Heal Pass”, falls bestanden; ,Self-Heal Fail“, falls nicht bestanden).
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Wie Sie Hilfe bekommen

Themen:

Kontaktaufnahme mit Dell

Kontaktaufnahme mit Dell

@ ANMERKUNG: Wenn Sie tber keine aktive Internetverbindung verfuigen, so finden Sie Kontaktinformationen auf der

Dell

Eingangsrechnung, dem Lieferschein, der Rechnung oder im Dell Produktkatalog.

bietet verschiedene Optionen fur Online- und Telefonsupport an. Die Verflgbarkeit ist abhangig von Land und Produkt und

einige Dienste sind in Ihrem Gebiet moglicherweise nicht verfugbar. So erreichen Sie den Vertrieb, den Technischen Support und den
Kundendienst von Dell:

1.

2
3.
4
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Rufen Sie die Website Dell.com/support auf.

. Waéhlen Sie Ihre Supportkategorie.

Wahlen Sie das Land bzw. die Region in der Drop-Down-Liste Land oder Region auswahlen am unteren Seitenrand aus.
Klicken Sie je nach Bedarf auf den entsprechenden Service- oder Support-Link.
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